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Honeywell 


Un mondo di sensori 
k di pressione 






Motori, inverter, azionamenti, riduttori, motoridut- 
tori, sistemi di trasmissione della potenza, sistemi 
di attuazione oleoidraulica e pneumatica, strumen¬ 
tazione di misura e controllo, sistemi di controllo e 
supervisione, software di analisi e dimensionamento, 
software per la gestione dei carichi, diagnostica, siste¬ 
mi di alimentazione, sistemi per la generazione e distri¬ 
buzione di aria compressa, trasmissioni meccaniche, 
elementi di accoppiamento meccanici ecc. 



INDÙ 


c 


TECHNC 


EFFIC 


IMPLEMENTARE L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE 


LA SESSIONE PLENARIA 


Come concretizzare le potenzialità di risparmio energetico dei processi industriali: strategie, Audit, modalità gestionali, incentivi, 
tecnologie e Case History. A cura di Business International 


I SEMINARI 


L'agenda della giornata prevede una serie di seminari 
tecnici della durata di 30 minuti tenuti dai tecnici delle 
aziende partecipanti. Il programma degli incontri, i relatori 
e i titoli saranno aggiornati man mano che verranno con¬ 
fermati sul sito dell’evento. 

Si rinnova l'appuntamento con ITE Day 
2014 il 24 giugno, anche quest’anno 
a Milano. Dopo il riscontro positivo 
registrato da parte delle aziende 
espositrici e dei partecipanti, Fiera 
Milano Media propone in linea con la 
scorsa edizione una sessione plenaria 
realizzata con l'autorevole contributo 
dì Business International, le sessioni 
di presentazione dei prodotti ad opera 


LE SOLUZIONI 


In uno spazio specifico sarà allestita un’esposizione a cura delle 
aziende partecipanti, in cui sarà possibile per il visitatore con¬ 
frontarsi e approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi a prodotti, 
tecnologie e sistemi attualmente disponibili. 

delle aziende espositrici e i laboratori 
organizzati dalle Redazioni in collaborazione 
con primarie aziende del settore durante i 
quali i visitatori potranno imparare veramente 
qualcosa sui prodotti, come utilizzarli, e come 
realizzare vere e proprie applicazioni sotto la 
guida di esperti. L'idea che sta alla base 
è continuare a fare ‘cultura’, permettendo 
così ai partecipanti di ampliare know-how e 
competenze. Ma questo non è tutto... 


Per aderire 

on line all’indirizzo www.mostreconvegno.it/efficiency/201 4 

La partecipazione ai seminari e alla mostra è gratuita, così come la documentazione e il buffet 



La giornata si rivolge ai protagonisti della I 
produttivi in ambito manifatturiero e di prò 

• Uffici tecnici 

• Direttori tecnici 

• Progettisti 

• Tecnici e responsabili di produzione 

• Direttori di stabilimento 

• Manager aziendali 

• Energy Manager 
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MILANO 


Con il patrocinio di: 


AZIENDE DI PRODUZIONE 


A CHI SI RIVOLGE 


filiera tecnologica che si occupano di progettare, realizzare, condurre, manutenere impianti 
cesso: 

• Tecnici della manutenzione 

• Buyer 

• Ricercatori, tecnici e responsabili R&S 
•OEM 

• System Integrator 

• Utilizzatori finali 

• Public Utilities 




Per informazioni: Tel 02 49976533 - 335 276990 - Fax 02 49976572 


efficiency@fieramilanomedia.it - www.mostreconvegno.it/efficiency/2014 
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Distributore autorizzato 
di oltre 650 dei più rinomati 
produttori del mondo. 


800 786310 

digikey.it 


• a ..e . i r e 4 \.-iELESS SOLUTION^ .. 

r A' : ) JCTOR LTD TOSHIBA COh. 

PIÙ DI 860.000 PRODOTTI IN MAGAZZINO' I 3 MILIONI DI COMPONENTI ONLINE I DISTRIBUTORE AUTORIZZATO AL 100% 


‘A tutti gli ordini di importo inferiore a € 65,00 sarà aggiunto un addebito per la spedizione pari a € 18,00. Tutti gli ordini vengono spediti tramite UPS, consegna entro 1-3 giorni (secondo la destinazione finale). Nessun addebito 
per i costi di imballaggio. Tutti i prezzi sono in euro e comprensivi di imposte. Se peso eccessivo o circostanze eccezionali dovessero comportare un addebito diverso, i clienti verranno contattati prima della spedizione dell’ordine. 
Digi-Key è un distributore autorizzato di tutti questi fornitori. Nuovi prodotti aggiunti ogni giorno. © 2014 Digi-Key Corporation, 701 Brooks Ave. South, Thief River Falls, MN 56701, USA 
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E'VELOCE. E'PRECISO. 

LPC1500, MCU per controllo motore di NXP 


N P 



I nuovi microcontrollori LPC1500 di NXP sono ottimizzati per un controllo motore veloce, 
facile e preciso, per motori a basso costo sensorless; forniscono un ampio set di periferiche 
dedicate che semplificano la progettazione e accelerano il time-to-market. Dotati di un core 
ARM® Cortex™-M3 e supportati dalla popolare piattaforma IDE LPCXpresso di NXP, sono ideali 
per applicazioni di controllo motore nei mercati industriali e consumer. 

• Controllano 2 motori sensorless usando 2 ADCs da 2 Msps 

• Evolute periferiche analogiche, comparatori integrati e PWMs high-speed 

• Connettività CAN e USB (opzionali) 

• Ambiente grafico e Librerie gratuite per il controllo motore 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il sito: www.silica.com/lpcl500 



Core ’n More 

SILICA Microcontroller Solutions 


mSILICA 

An Avnet Company 







Zero drift a 60V 


20k 

A A A 



\4-68pF 


Vout = IpD * 20kQ 
BW = 300kHz 


Uscita fino a 50V 


OUT 


Zero drift • Rumore 200nV PP • Corrente di bias 30pA 

LTC®2057HV offre solide prestazioni a zero drift per sistemi che richiedono i livelli di precisione più elevati nel tempo, in temperatura, 
con ampio range della tensione di alimentazione e della tensione di ingresso di modo comune. Funzionante con un’alimentazione da 
4,75 a 60V, l’LTC2057HV vanta numerosi miglioramenti rispetto ai precedenti amplificatori zero drift, tra cui un’elevata frequenza di 
Chopping a 100kHz con basso livello di spurie, basso rumore a banda larga e una corrente di uscita di cortocircuito di 30mA. 


Condizionamento del 
segnale AT 


_ 


Zero drift 


Informazioni e 
campioni gratuiti 




Codice 

prodotto 

Descrizione 

LTC2057 

Amplificatore operazionale 
zero drift 60V 

LTC6102 

Amplificatore di misura della 
corrente sul lato alto 105V 

LTC6090 

Amplificatore operazionale 
ad alta precisione 140V 

LTC6016 

Amplificatore operazionale 
Over-The-Top® 76V 

LT®5400 

Quattro resistori di precisione 
con matching ±80V 

LT1990 

Amplificatore differenziale ±250V 



MIN 


MAX 


www.linear.com/product/LTC2057 

Tel.: +39-039-596 50 80 
Fax: +39-039-596 50 90 



video. linear.com/4470 


X7, LT, LTC, LTM, Linear Technology, il logo Linear e Over-the-Top 
sono marchi registrati di Linear Technology Corporation. Tutti gli 
altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


Linear Technology Italy Srl +39-039-5965080 


rj un©® 

TECHNOLOGY 


Distributori 

Arrow Electronics +39-02-661251 
Farnell +39-02-93995200 

Digi-Key 800.786.310 






































Copertina realizzata da 
Honeywell Sensing and 
Control con la collaborazio¬ 
ne di Franco Tedeschi 



L’elaborazione digitale è un approccio sempre più La caratteristica che più accomuna i piccoli operatori 

diffuso in ambito elettronico, grazie anche all'introdu- che popolano il mercato dei sistemi di acquisizione è 

zione di Dsp che possono essere programmati dall'u- la varietà delle tecnologie per la cattura e la conver¬ 
tente per eseguire operazioni su campioni numerici. sione dei segnali ed è perciò che offre interessanti 

Impieghi di conversione A/D e D/A si trovano nella tra- spunti un'osservazione pandemica degli innovativi 

smissione a distanza, oltre all'elaborazione attraverso DAQ multifunzione, che oggi hanno caratteristiche 

un PC dove l’introduzione al digitale ha permesso di vj e prestazioni sempre più orientate alle applicazioni 
raggiungere limiti sul rapporto segnale-rumore cosa e sono perciò in grado di offrire un prezioso valore 

che non era permesso con la trasmissione analogica “ aggiunto, in grado di competere con i più blasonati 


10 ADVERTISERS 
12 WESPEAKABOUT 
19 EDITORIA!. 


COVER STORY 

20 Misurazione della pressione in applicazioni 
medicali e industriali - Bryan Hovey 

TECH INSIGHT 

24 1 nuovi Atom per l'embedded - Francesco Ferrari 

2 7 Controllori CapSense per il rilevamento tattile capacitivo - Alessandro Nobile 
28 Materiali plastici per l'elettronica di domani - Paolo De Vittor 

ANALOG/MIXED SIGNAL 

32 II rumore nei regolatori lineari - Cosimo Carriero 

39 Preamplificatore low noise: concetti di base - Maurizio Di Paolo Emilio 

TECHFOCUS 

42 Integrati per la conversione dati - Maurizio Di Paolo Emilio 

46 Schede di acquisizione dati versatili e multifunzione - Lucio Pellizzarì 

DIGITAL 

50 Ottimizzare la sicurezza dell'auto con rilevamento 
e riconoscimento delle immagini - Klaus Neuenhueskes 

54 Principali tendenze nella moderna progettazione 
di circuiti Asic- Robert Troy 

COMM 

58 Interfaccia di comunicazione ultra low cost 
per gli smartphone - Bern Hantsche 

COMPONENTS 

62 Resistenze pirotecniche a film sottile - Gianluca Scotti 

66 Sensori per sistemi "intelligenti" - Holger Morgenstern 

68 Mems innovativi per l'elettronica circuitale - Lucio Pellizzari 

EDA/SW/T&M 

72 Tool per i test sulla compatibilità elettromagnetica 
fra i sistemi - Massimo Fiorini 

76 L'interferometro di Michelson torna protagonista 
nell'analisi spettrale - Lucio Pellizzari 


EXPO 2015 


a 


Power 


80 Interviste ai partner tecnologici di 

Expo Milano 2015: Cisco - Francesca Prandi 

82 PRODUCTS & SOLUTIONS 

III Mercati/Attualità 

VI Effetti della polarizzazione inversa sulle uscite 
di convertitori di potenza in serie - Paul Lee 
IX I semiconduttori composti nei dispositivi di potenza - Paolo De Vittor 
XIV Componenti e soluzioni di potenza per veicoli da lavoro - Michael Singer 
XVII News 


7 - ELETTRONICA OGGI 435 - APRILE 2014 



AOLINK 

TECHNOLOGY INC. 


Discover 

thè Power of 
PXI/PXIe Testing 



PXES-2780 

18-Slot 3U PXI Express Chassis with 
AC - Up to 8 GB/s 


PXI Controller 



PXI-3980 

■ Intel® Core™ Ì7-2715QE 

■ Dual BIOS backup design 

■ 2-Channel DDR3 



Digitizer 


PXIe-9848 

■ 8-CH & 14-Bit resolution 

■ 100 MS/s sampling rate 

■ 100 MHz bandwidth 


DSA Module 



PXI-9529 

■ 24-Bit resolution 

■ 192 kS/s sampling rate 

■ Support IEPE 


REFIAK 

^Soluzioni per l’Industria 

www.remak.it 
E-mail: test@remak.it 
TEL: +39 02 30302525 

































La divisione Test e Misura di Agilent diventa Keysight Technologies 



Tru e forni: integrità del segnale 
garantita anche alle più alte frequenze 


Riproduzione con Trueform 


Segnale ottenuto con la sintesi digitale diretta 



Con i 3 anni di garanzia 
validi su scala mondiale 
di Agilent 


Grazie alla tecnologia Trueform, 
i generatori di forme d'onda 
della serie 33600A di Agilent 
assicurano un'integrità dei segnali 
senza precedenti. I quattro 
modelli disponibili consentono di 
accelerare l'esecuzione dei più 
complessi test. 


Generatori di forme d'onda serie 33600A di Agilent 

Velocità di campionamento di 1 GSa/s e ampiezza di banda fino a 120 MHz 
Arb con sequenziatore di forme d’onda e memoria di 64 MSa 
Jitter di 1 ps, 100 volte inferiore rispetto a quello dei generatori DDS 
Distorsione armonica 5 volte inferiore rispetto a quella dei generatori DDS 
Compatibilità con il software BenchVue di Agilent 



Scansionate il codice 
QR o visitate 
http://qrs.ly/ qy3qdhn 
per visionare un 
filmato 


Acquistate da un distributore 

Create forme d'onda personalizzate con il 

autorizzato 

software GRATUITO Waveform Builder Pro 

vwjw.agilent.com/find/distributors 

www.agilent.com/find/trueformWW 


©Agilent Technologies, Ine. 2014 


+39 02 9260 8484 


Anticipate _ Accelerate _ Achieve 



Agilent Technologies 











DESIGN http://elettronica-plus.it/design-articles 


La corretta pulizia migliora l’affidabilità dei componenti elettronici - Doris Schulz 


KNOWLEDGE/WHITE PAPERS http://elettronica-plus.it/knowledge/white-papers/ 


Wibu-Systems: Case history - BuildSoft 


KNOWLEDGE/COURSES http://elettronica-plus.it/knowledge/white-papers/ 


Alimentazione: alcuni suggerimenti (parte 35 - Ridurre gli effetti della capacità 
di accoppiamento del trasformatore - Robert Kollman, Texas Instruments 
Daq (parte 2): il condizionamento dei segnali e digitalizzazione 

Maurizio Di Paolo Emilio 


NEWS/ANALYSIS http://elettronica-plus.it/news-analisvs/ 


Altera aderisce alla Ibm OpenPower Foundation 
Mems Executive Congress Europe 2014 

Morgan Advanced Materials investe e aumenta la produzione di sensori intelligenti 
Coleto Creek, l’aggiornamento Intel sul processori 

Tecnologia indossabile, mercato in crescita di 60 miliardi di dollari in dieci anni 
Mentor Graphics: la nuova piattaforma Xpedition 


NEWS/ANALYSIS/VIEW POINTS/INTERVIEWS http://elettronica-plus.it/news-analisys/view-points-interviews/ 


I sensori nel mercato globale - Intervista a Frank D. Guidone, chief executive officer, 
Measurement Specialties (distribuita da Fusit) 

Sensori - Intervista a Joy 1/1/e/ss, president, Dust Networks product group, Linear Technology 
Sensori - Intervista a Hiroshi Dan, senior product engineer, 

sensor products, Murata Electronics Europe B. V. 

Sensori - Intervista a Davide Prando, product manager sensori, 

Panasonic Electric Works Italia 

Tool Eda - Intervista a Massimo Capodiferro, account manager, Ansys Italia 
Tool Eda - Intervista a Craig Cochran, vice presidente marketing corporate, 

Cadence Design Systems 

Tool Eda - Intervista a Gabriel Lezmi, vp Europe, Synopsys 


PRQDUCTS/FEATURE PRODUCTS http://elettronica-plus.it/products/featured-products/ 


Ase: soluzioni Rfid per forni industriali 

Kontron introduce i primi Computer-on-Module Smarc con processori x86 


.u/fc 

in thè 
next issue. 



TECH FOCUS 

SOLUZIONI DI POWER MANAGEMENT 
STRUMENTAZIONE PORTATILE 


MAIN T0PICS 

I vantaggi dei SiC 
per i veicoli elettrici 

Energy haversting 
termoelettrico 

Grafica applicata 
ai movimenti gestuali 

Microprocessori Dsp 

Evoluzione dei sistemi 
di accesso automobilistici: 
il ruolo delle tecnologie Nfc 

Cure a distanza: 
la telemedicina cresce 

Esd, il nermico più acerrimo 
dei dispositivi consumer 

Prospettive per gli oscilloscopi 
definiti via software 


C0MING S00N ON 

elettronica-plus.it 

Daq (parte 3) - Timing 
System e filtering 

Alimentazione: alcuni 
suggerimenti (parte 36) 

I Led ad alta a tensione migliorano 
l'efficienza delle lampadine 
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Lighting 










it.mouser.com 


Prodotti d’avanguardia per progetti innovativi™ 


Da noi il 
servizio clienti 
non ha barriere 
linguistiche 


Quando si tratta di fornire le tecnologie più avanzate 
in tempi brevi, possedere le necessarie competenze 
locali é fondamentale. Tramite la sua presenza 
mondiale, Mouser é in grado di fornire un supporto 
alle vendite commerciale e tecnico professionale e 
sempre a vostra disposizione. 


Italia 

Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1 Palazzo E1 
20090 Assago-MI, Italy 
02 575 065 71 
italy@mouser.com 
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GRIMI 


NTERact 

powered by ERNI 



it‘s thè - 
small things - 
that accelerate - 
thè world 




The MicroSpeed Highspeed Connector by ERNI. 


www.erni.com 


















YAGEO 


Advance. Worldwide. 

Rutronik and Yageo 

Valore di resistenza notevolmente ridotto, basso TCR 

Rutronik presenta i resistori di rilevamento della corrente Yageo 
serie PA, PE e PF. Queste serie si distinguono per un valore di 
resistenza notevolmente ridotto (fino a 0,5 mQ) e un eccellente 
TCR (pari a soli ± 50 ppm/°C). 

Caratteristiche e vantaggi: 

■ Dimensioni EIA 0201 fino a 4527 

■ Valori di resistenza fino a 0,0005 O 

■ Eccellente TCR, potenza elevata 

■ Elevato grado di affidabilità per la conformazione a più 
strati dell'elettrodo 

■ Bassa induttanza 0,5nH ~ 5nH 

Applicazioni 

■ Rilevamento della corrente per caricatori CC/CC, SPS e 
caricabatteria 

■ Illuminazione 

■ Controllo industriale 

■ Elettronica automobilistica 

RUTROniK 

ELECTRONICS WORLDWIDE 



WE SPEAK 
ABOUT... 


AC0USTIC CAMERA www.acoustic-camera.com 46 

ACP www.acp-micron.com WEB 

ACTIVE-SEMI INTERNATIONAL http://www.active-semi.com/ V 

AEROTECH www.aerotech.com 46 

AGILENT TECHNOLOGIES www.agilent.com 72-82 

AMSONIC www.amsonic.com WEB 

ANALOG DEVICES www.analog.com 32-39-42 

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES http://www.artesyn.com/ Ili 

BOSCH SENSORS www.bosch-semiconductors.de/ 68 

CAVENDISH KINETICS http://www.cavendish-kinetics.com 68 

CES www.cesweb.org 28 

CISCO www.cisco.com 80 

CONRAD ELECTRONIC www.conrad.it 66 

CREE LIGHITING EUROPE www.cree-europe.com 84-IX 

CRYSTEK www.crystek.com 82 

CUI http://www.cui.com/ XVII 

CYPRESS SEMICONDUCTOR www.cypress.com 27 

DARNELL GROUP www.darnell.com V 

DB ELECTRONIC INSTRUMENTS http://www.db-electronic.it/ 76 

DIALOG SEMICONDUCTOR www.dialog-semiconductor.com XVII 

DIENER ELETRONIC www.plasma.de WEB 

DIODES www.diodes.com XVIII 

EFFICIENT POWER CONVERSION http://epc-co.com/epc IX 

ELSYS www.elsys.ch 46 

EMTEST www.emtest.com 72 

ERNI ELECTRONICS www.erni.com 14 

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR www.fairchildsemi.com IX 

FUJITSU SEMICONDUCTOR EUROPE http/jp.fujitsu.com 28-84-IX 

GAN SYSTEMS www.gansystems.com IX 

GENESIC SEMICONDUCTOR http://www.genesicsemi.com/ IX 

GFAI www.gfai.de 46 

HBM www.hbm.com -T TTxY — 

HEWLETT-PACKARD www.hp.com 28 

HI-TEC www.hi-tec.it 46 

HONEYWELL www.honeywell.it 20 

IDT www.idt.com 68-83 

IHSISUPPLI www.isuppli.com 68 

INFINEON TECHNOLOGIES www.infineon.com IX 

INTEGRATED SILICON SOLUTION www.issiusa.com XVIII 

INTEL www.intel.com 24 

INTERNATIONAL RECTIFIER www.irf.com 83-IX 

IXYS www.ixys.com IX 

JST-JAPAN SCIENCE AND TECHNO http://www.jst.go.jp/EN/ 28 

KONTRON ITALIA www.kontron.com 24 

LG www.lg.com 28 

LINEAR TECHNOLOGY www.linear.com 39-42 

MACOM www.macomtech.com V 
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Consult | Components | Logistics | Support 
Tel. +49 7231 801 728 www.rutronik.com 










































































Mani tutte occupateP Nessun problema! 


Grazie al sensore HF integrato questa 
lampada si accende con il solo movimento! 

Lampada a LEO con segnalatore di movimento 

Le microonde che ne determinano lo scatto passano anche 
attraverso vetro, plastica e persino pareti sottili. 


X NOSTRI 

ee&T&eLLez 


• Sostituisce una lampadina a incan¬ 
descenza convenzionale da 40 W 

• Attacco: E27 

• Angolo di rilevamento 360° 

• Raggio di rilevamento max. 8 m 

• 7 W, 460 lumen, 3000 K, bianco caldo 


Lingue dello shop: 


reichelt 


elettronica 

Il vostro partner online competente per 


Componenti 
Alimentazione elettrica 
Tecnologia di misura 


Tecnologia per officina e brasatura 
Tecnologia per la casa e la sicurezza 
Tecnologia di rete 


Tecnologia per PC 
Tecnologia TV/satellitare 
Comunicazione 


• Sostituisce una 
lampadina alogena da 35 W 

• Potenza assorbita: 4 W 

• Vita di servizio: 20.000 ore 

• 290 Im, bianco caldo 


FarettoaLEDSMD 


S Lunga vita di servizio 
S Basso consumo di energia 
S Manutenzione minima 


DELOCK 46337 4,41 


Tfo 



• Sostituisce una 
lampadina alogena da 20 W 

• Potenza assorbita: 2,5 W 

• Vita di servizio: 30.000 ore 

• 180 Im, bianco caldo 

DELOCK 46345 3,74 


Faretto da 
incasso a LEO 


Lampada a LEO 

online trovate, praticamente 
per qualsiasi applicazione: 


\w 


• Sostituisce una tfgfr 

lampada da 20 W 

• Potenza assorbita: 2 W 

• 170 Im, bianco caldo 



Proiettore a LEO con 
fascio di luce largo 

in alluminio resistente alle intemperie, 
per interni ed esterni 

• Lastra di protezione in vetro temprato 

• Vita di servizio: 30.000 ore 

• Angolo di diffusione: 120° 

« Regolabile mediante staffa metallica 


10 W, bianco freddo, 920 Im HEIT 37083 


10W, bianco caldo, 870 Im HEIT 37009 



12, 56 

12, SS HEITROINIC* 


GB 30588 


3,03 


lampada a LEO HEITROINIC | 


lampada a globo a LEO SMD 

Efficienza energetica classe A 

• Sostituisce una lampadina 

a incandescenza convenzionale da 40 W 

• Portalampada: E27 

• Vita di servizio 30.000 ore 

• Colore della luce: bianco caldo 

• 6,7 W, 470 lumen, 3200 K 


g^boy® 


'// 






Assistenza telefonica in inglese: +49 (0)4422 955-333 


Modalità di pagamento internazionali: 


Prezzi del giorno! Stato dei prezzi: 10. 02. 2014 


PayPal 


Per i commercianti: Tutti i prezzi indicati sono in € e I.V.A. vigente esclusa, da magazzino Sande/Germania ed escluse le spese di spedizione per l'intero carrello. Valgono esclusivamente le nostre CGC (riportate al sito www.reichelt.com/agb). Salvo venduto. 
Tutti i nomi di prodotti e i loghi sono proprietà dei rispettivi produttori. Immagini simili. Salvo errori di stampa, errori nei contenuti e modifiche dei prezzi, reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1,26452 Sande/Germania (HRA 200654 Oldenburg) 


PREZZO AFFARE 











































easyTOUCH Three widesizes 7.0”, 12.1” and 18.5” 

» 3mm tempered coverglass 
» Bonded to thè easyTOUCH 
» Suitable display taped to thè bonded PCAP unit 
» maxToiich driverless controller for fast integration 
» Fast sampling, starting from small quantities 


eDM-CB-Colibri Carrier Board 


24x Bit LVDS /24x Bit TTL RGB 
Internai power controller 
Scalable modules from Toradex 
Wide Power Input: +9-24V DC 
USB 2.0, RS232, CAN, ETH 
microSD-Card, SPI, l 2 C 
Dimension: 115mm x 76mm 


eDI\A-QMX6 Qseven 2.0 Module 


» scalable - Dual / Quad Core 
» SSU - Secure Software Update 
» Linux BSP Kernel 3.14 
» 2 x 24 bit LVDS, HDMI, Displayport 
» 8 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CAN 
» low power consumption (< 5W) 


Venite a trovarci! 

spsipcdrives 


ITALIA 


m. 


m 


Hall 2/Booth C038 
20.- 22.05.2014 
Parma 


DATA MODUL Italia, S.r.l. 

Via Senigallia 18/2 1-20161 Milano Tel.+39-02-646 72-202 
italy@data-modul.com www.data-modul.com 



WESPEAK I 
ABOUT... | 


MAXIM INTEGRATED www.maximintcgrated.com 83 

MICROCHIP TECHNOLOGY www.microchip.com XVIII 

MICROSEMI www.microsemi.com IX 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE www.mitsubishielectric.it IX 

MURATA ELETTRONICA www.murata.com VI-XVII 

NATIONAL INSTRUMENTS www.ni.com 76 

NAVIGANT RESEARCH www.navigantresearch.com III 

OMEGA ENGINEERING http://it.omega.com 46 

ON SEMICONDUCTOR www.onsemi.com S4 

OPTOPRIM www.optoprim.it 46 

PANASONIC ELECTRIC WORKS www.panasonic-electric-works.it 84 

PARTS2CLEAN http://www.parts2clean.de/ WEB 

PLASTIC LOGIC www.plasticlogic.com 28 

PLEXON www.plexon.com 46 

POWEREX http://www.pwrx.com/ IX 

PURETECS www.puretecs.co.uk WEB 

RENATA BATTERIES http://www.renata.com/ XVII 

RICE UNIVERSITY www.rice.edu 28 

ROBERT BOSCH www.bosch.com III 

ROHDE&SCHWARZ www.rohde-schwarz.com 72 

ROHM SEMICONDUCTOR www.rohmeurope.com IX 

RUTRONIK www.rutronik.com 58-82 

SAMSUNG ELECTRONICS www.samsung.com 28 

SAT http://www.smartantennatech.com/ 28 

SEMIKRON www.semikron.com IX 

SENSITRON SEMICONDUCTOR www.sensitron.com IX 

SILICON LABS www.silabs.com 68-V 

SITIME www.sitime.com 68 

SONY BUSINESS EUROPE www.sel.sony.com/SEL/rmeg/batte 28 

SPECTRA www.spectra.it 46 

STMICROELECTRONICS www.st.com 68-IX 

TDK www.tdk.com 28-82 

TESEQ www.teseq.com 72 

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com XVIII-WEB 

THORLABS www.thorlabs.de/index.cfm? 76 

TOSHIBA ELECTRONICS www.toshiba.com 50-IX 

TOUCHSTONE SEMICONDUCTOR www.touchstonesemi.com V 

TRANSPHORM www.transphormusa.com/ IX 

ULTRAVIEW www.ultraviewcorp.com 46 

UNITED SILICON CARBIDE http://www.unitedsic.com/ IX 

UNIVERSITÀ DELLA PENNSYLVANIA http://www.upenn.edu/ 28 

UNIVERSITÀ DELL'ARIZONA http://www.arizona.edu/ 28 

UNIVERSITÀ DI ROMA "TOR VERGATA" http://web.uniroma2.it/home.php 28 

UNIVERSITÀ DI TOKYO www.u-tokyo.ac.jp/en 28 

VISHAYINTERTECHNOLOGY INC. www.vishay.com 62-82-XVII 

WEBER ULTRASONICS www.weber-ultrasonics.de WEB 

WIBU SYSTEMS www.wibu.com WEB 

XP POWER www.xppower.com XVIII 
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Hall 9, Stand 413 


che riducono le dimensioni del sistema 


fAiPM Moduli di potenza che occupano fino al 60% di spazio in meno 


Specifiche: 


Codice 

Prodono 

Dimen¬ 

sioni 

(mm) 

Tensione 

IO 

(DC@ 

25°C) 

Corrente 

Motore** 

w/o HS w/HS 

Potenza Motore 
V0=150/75VRMS 

Topologia 

IRSM836-024MA 

12x12 

250V 

2A 

470mA 

550mA 

60W/72W 

3P Open 
Source 

IRSM836-044MA 

12x12 

250V 

4A 

750mA 

850mA 

95W/110W 

3P Open 
Source 

IRSM836-025MA 

12x12 

500V 

2A 

360mA 

440mA 

93W/114W 

3P Open 
Source 

IRSM836-035MB 

12x12 

500V 

3A 

420mA 

510mA 

108W/135W 

3P Common 
Source 

IRSM836-035MA 

12x12 

500V 

3A 

420mA 

510mA 

100W/130W 

3P Open 
Source 

IRSM836-045MA 

12x12 

500V 

4A 

550mA 

750mA 

145W/195W 

3P Open 
Source 

IRSM808-105MH 

OO 

X 

co 

500V 

10A 

1.1 A 

1.3A 

285W/390W 

Half-Bridge 

IRSM807-105MH 

OO 

X 

co 

500V 

10A 

1.1A 

1.3A 

285W/390W 

Half-Bridge 


Caratteristiche: 

• Circuito di pilotaggio delle gate integrato 

• Contenitore PQFN compatto che occupa fino al 
60% di spazio in meno 

• Elimina la necessità del dissipatore 

• Corrente nominale DC da 2 A a 10 A 

• Gamme di tensione di 250 V - 500 V 

I vantaggi di /a 1PM k \ 

• Velocizza la progettazione 

• Riduce le dimensioni della scheda 

• Semplicità - Elimina il dissipatore 

• Sostituisce più di 20 componenti discreti per 
realizzare una stadio completo di pilotaggio 
del motore 

• Abbatte i tempi e i costi di assemblaggio 

• Semplifica l'approwigionamento e la gestione 
delle scorte 


cMOTION* 


llNTEGRATED DESIGN PLATFORM! 

11 DIOtTAL 

1 ANALOO j POV-.B 

"flOR 




Per maggiori informazioni, chiamateci al +49 6102 884 311 
o visitate il nostro sito www.irf.com 


• Progetti di riferimento e kit di progettazione 
per valutare rapidamente qualsiasi applicazi¬ 
one con motori trifase 


International 

Rectifier 

THE POWER MANAGEMENT LEADER 


iMOTION™, che rappresenta il controllo del moto intelligente, è un marchio di International Rectifier 
* RMS, Fc=16 kHz, PWM a 2 fasi, TCA=70°C, TA « 25°C 
































guetalPPC2/13 


Touch panel PC 

dal grande al piccolo 



AFOLUX Series 


- Espandibile 

- Display Touchscreen da 5.7" a 19" 

- Frontale IP-64 

- Gamma completa di CPU 

- Fino a 4 porte seriali e 6 USB 

- Fino a 2 porte Gigabit Ethernet 

- Wi-Fi, Bluetooth e 3G 



PPC &WIDS Series 


- Display Touchscreen da 6.5" a 19" 

- Frontale in alluminio IP-65 

- Gamma completa di CPU 

- Fino a 4 porte seriali e 6 USB 

- Fino a 2 porte Gigabit Ethernet 

- Prese USB frontali IP-65 (serie WIDS) 

- Slot d'espansione MiniPCIe, PCIe e PC 


- 4USB, 1 RS-232 + 1 RS-422/485, CAN BUS 

- GB LAN, VGA Out 

- Audio, CompactFlash, Webcam, WI-FI 

- Espansione MiniPCIe 



=XPO 
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IL SLGRLTO DI UNA CORRETTA 



PADOVA □ MILANO d TORINO a FIRENZE □ NAPOLI □ ROMA 


BTRtfcT LICjHTINCj 


STADt LICjHTINCj &MB&DD&D UDHTING 




POOL LICjHTINÙ 


ARCHITtCTURAL LICjHTINCj INDOOR LIOHTINO OtCORATIVfc LIOHTINCj 


Voi costruite le lampade più belle, progettate le soluzioni più innovative... 
noi vi diamo i migliori alimentatori che possiate trovare ma ad un prezzo 
molto interessante. 


La RAFI ELETTRONICA S.r.l. insieme a Mean Well presentano la nuova 
gamma di alimentatori switching per illuminazione a led da 18 a 240 Watt, sei 
serie distinte, diversi modelli per svariate applicazioni, sia da INTERNO che da 
ESTERNO. 

Possibilità di customizzazioni su specifiche del cliente, range di ingresso da AC 
90 a 264 VAC e tensioni di uscita fino a 48 VDC. Alta affidabilità e costi molto 
competitivi. 

Grado di protezione IP64 / IP65/IP67 con PFC (Power Function Control) attivo. 

Per maggiori informazioni su questi ed altri prodotti non esitate a contattare la 
RAFI ELETTRONICA S.r.l. 



RAFI ELETTRONICA SRL 

PIAZZALE EUROPA 9 
10044 PIANEZZA ( TO) 
TEL . 011/96 63 113 - 011/99 43 000 
FAX 011/99 43 640 
SITO WEB : www.rafisrl.com 
E-MAIL : rafi@rafisrl.com 



Potenza e rapidità 
da circuito 



Portare potenza al circuito 
stampato richiede 
performance da campioni 



Indipendentemente dalle specifiche 
esigenze di connessione che ogni 
applicazione richiede, oggi è possibile 
potenza sul circuito 

stampato. 

I sistemi con connessione rapida di 
Phoenix Contact sono stati progettati 
per questo e per garantire rapidità nel 
montaggio del connettore. 

La gamma offre diverse soluzioni, tra cui: 


Sistemi passaparete con entrata 
del cavo angolata 

Morsetti con pinning zig-zag nel 
passo 10 mm con omologazione 
UL di 600 V in Use Group C 


Sistemi passaparete azionabili con 
leva piombabile, dotati di custodie 
opzionali per protezioni fino 
ad IP 65/68 


Morsetti THR saldabili con 
connessione veloce per sezioni 
cavo fino a 6mm 2 


e molto altro ancora. 


Scegli potenza e rapidità, 
scegli Phoenix Contact. 


Per maggiori informazioni: 
Tel. 02 66 05 91 
info_it@phoenixcontact.com 
www.phoenixcontact.it 


m PHCENIX 
CONTACT 

INSPIRING INNOVATIONS 









EDITORIA!* 


Semiconduttori: i magnifici 10 



In un recente rapporto di IC Insights sono illustrate le previsioni relative a 33 categorie 
di prodotti a semiconduttore da qui fino al 2018. Per 10 di esse le previsioni di crescita 
superano il 7% (percentuale prevista di aumento del mercato globale dei semiconduttori 
per il 2014, salvo le inevitabili correzioni in corso d’opera): tra queste sette dovrebbero 
far registrare un aumento a doppia cifra. 

La sempre maggior diffusione di dispositivi consumer mobili, in particolar modo 
smartphone e computer tablet, premierà i produttori di Mpu per tablet (+35%) e Mpu per 
smartphone (+19%): si tratta delle due categorie che negli ultimi quattro anni hanno bene¬ 
ficiato dei maggiori tassi di aumento. Anche gli altri semiconduttori legati al mondo mobi¬ 
le, Nand flash e driver per display, saranno contraddistinti da aumenti a doppia cifra, in 
misura pari rispettivamente al 12 e al 10%. Lo scorso anno il sempre volatile mercato 
delle Dram ha rifatto capolino tra i segmenti a più alto tasso di aumento, mettendo a segno 
un eccellente +32%, imputabile a un sostenuto rialzo dell’Asp. Anche per quest’anno i 
prezzi sono previsti al rialzo, mentre il comparto di queste memorie dinamiche dovrebbe 
crescere del 23%. Sempre “profondo rosso”, invece, per le Sram, che dovrebbero chiude¬ 
re il 2014 con un -21% (dopo il tonfo del 33% fatto registrare nel 2013). Sempre restando 
nel campo delle memorie, notizie non confortanti per le Nor flash, per le quali continua la 
discesa a doppia cifra (-10% nel 2014 dopo un -17% del 2013). 

La domanda in costante aumento di sistemi elettronici per applicazioni nel settore medi¬ 
cale e più in generale della salute avrà riflessi positivi sui segmenti dei circuiti analogici 
(sia application specific sia per uso industriale) e delle Mcu a 32 bit, che dovrebbero far 
registrare in incremento in misura pari rispettivamente al 12 e al 10%. Per le Mcu a 32 
bit un altro mercato decisamente interessante è quello delle auto: nei i prossimi anni, i4 
della potenza di elaborazione disponibile a bordo di veicoli sempre più “intelligenti” sarà 
ascrivibile a complesse Mcu a 32 bit. Per i fratelli minori, ovvero le Mcu a 16 e 8 bit, le 
previsioni non sono favorevoli: per i dispositivi a 16 bit è stimato un calo dell’ 1 % (dopo 
il -2% fatto registrare nel 2013), mentre per quelli a 8 bit la diminuzione sarà del 6% (-9% 
lo scorso anno). -17% è invece la previsione per il segmento dei Dsp. 

In un mondo sempre più wireless, i circuiti logici per comunicazioni cablate cresceranno 
dell’8%. Ciò ovviamente non deve stupire in quanto tutto il traffico wireless passa attra¬ 
verso reti backbone di trasmissione via cavo ad alta velocità. 

Altri segmenti previsti in crescita per il 2014 saranno quelli di E2Prom/Eprom/Rom (+9%) 
e dei circuiti analogici per applicazioni specifiche destinate al mondo automotive. 


Filippo Fossati 
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MISURAZIONE DELLA 
PRESSIONE IN APPLICAZIONI 
MEDICALI E INDUSTRIALI 

Gli attuali sensori montati su scheda e compatibili con i liquidi rispondono alle 
sfide insite nella rilevazione della pressione in ambienti a umidità elevata 


Bryan Hovey 

Product manager Pressure and Thermal 
Honeywell Sensing and Control EMEA 


I progettisti affrontano una grande sfida quan¬ 
do devono selezionare sensori di pressione 
per applicazioni medicali e industriali che devono 
resistere alla condensa o misurare direttamente la 
pressione di liquidi. Spesso devono accettare dei 
compromessi in termini di funzionalità, dimensioni 
e costo. Inoltre, la scelta di dispositivi di rilevazione 
che richiedono compatibilità con i liquidi è molto 
limitata se si escludono i grandi e pesanti trasdutto¬ 
ri di pressione isolati dai fluidi. Questi dispositivi di 
rilevazione erano una volta l’unica scelta per i pro¬ 
gettisti, prima dell’introduzione dei sensori montati 
su scheda e compatibili 
con i liquidi. 

Quando vengono impie¬ 
gati in applicazioni con 
requisiti di pressione 
bassa o media - come 
la cromatografia di gas¬ 
liquidi, gli analizzatori 
di sostanze chimiche, 
respiratori e apparec¬ 
chiature diagnostiche 
e per l’analisi del san¬ 
gue - è possibile che 
i sensori di pressione 
debbano interfacciarsi 
direttamente con i fluidi 
o operare in ambienti 
umidi, fornendo tuttavia 
misurazioni della pres¬ 
sione molto accurate 


per una varietà di fluidi, tra cui aria espirata, rea¬ 
genti, campioni e fluidi di pulizia. In applicazioni 
con un intervallo di pressione minore di 150 psi e 
con vincoli di dimensioni, un sensore di pressione 
montato su scheda è spesso la soluzione preferita, 
in quanto offre il corretto mix di funzionalità, dimen¬ 
sioni, affidabilità e costo. 

Per avere letture della pressione più precise, i sen¬ 
sori devono essere posizionati molto vicino al fluido 
misurato. Tuttavia, non tutti i sensori di pressione 
sono compatibili con i liquidi e questo pone una 
sfida critica per i progettisti di dispositivi medicali e 


Fattori critici per il successo 


• Volumi precisi dei campioni 

• Eliminazione di contaminazioni 
tra test tramite flussaggio 

• Tempi di ciclo rapidi 


Sensore 
di pressione 


Pipetta 



Contenitore 
del campione 


u 


f \ 

> 


> Il sensore di pressione 
rileva se la sonda è ostruita 
• Il sensore di pressione 
rileva anche se viene prelevata 
aria invece del fluido 


V ' 

> 


Requisiti 

del sensore di pressione 


> Compatibilità con i fluidi 

> Precisione e ripetibilità 
a basse pressioni 

> Capacità di resistere a pressioni 
elevate durante il flussaggio 

o la pulizia 



Alcuni sistemi confrontano 
il profilo di pressione 
dell'aspirazione con un 
profilo "buono” o “cattivo” 
conosciuti 


Fig. 1 - Gestione dei fluidi in un analizzatore di sostanze chimiche 
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SMAY, in Polonia, utilizza i sensori di pressione montati su scheda 
TruStability® di Honeywell per i sistemi HVAC 


I sensori di pressione Honeywell TruStability®, HSC Se- 
ries e SSC Series, uscita digitale o analogica amplificata 
e compensata, da ±2,5 mbar a ±40 mbar [da ±1 inH20 a 
±30 inH20] sono utilizzati in vari sistemi HVAC, ad esem¬ 
pio controllo di volume d'aria variabile, filtri dell'aria HVAC 
ostruiti, pressione statica nei condotti, trasmettitori HVAC 
e qualità dell'aria in interni. 

SMAY, produttore e fornitore di sistemi HVAC leader in 
Polonia, ha scelto recentemente i sensori di pressione 
montati su scheda TruStability® di Honeywell con funzioni 
diagnostiche e uscita digitale per monitorare la pressione 
differenziale per il controllo di volume d'aria variabile, 
pressione statica nei condotti, rilevamento di filtri ostruiti, 
trasmettitori e qualità dell'aria in interni. 

I sensori che vengono utilizzati per le unità di pressuriz¬ 
zazione compatte serie iSWAY-FC sono progettati per la 
protezione da sovrapressione di entrambe le vie di fuga 
verticali e orizzontali in vari edifici in caso di incendio. Gra¬ 
zie al sistema di controllo applicato e a un'ampia gamma 
di accessori, queste unità possono essere utilizzate per 
proteggere gli spazi anche in edifici con architettura 
complessa, con cubature diverse come pozzi degli ascen¬ 
sori o scale. Grazie al design e alla struttura compatti, le 
unità di pressurizzazione compatte serie iSWAY-FC pos¬ 


sono essere assemblate praticamente ovunque all'interno 
dell'edificio, ad esempio in pavimenti tecnici, sottotetti o 
sotterranei. 

"Abbiamo scelto Honeywell perché SMAY garantisce il 
massimo livello di qualità e di sicurezza nei suoi prodot¬ 
ti", ha dichiarato Marzena Maj, direttore commerciale di 
SMAY. "Questo è il motivo per cui collaboriamo solo con 
fornitori che forniscono i prodotti più innovativi, più tec¬ 
nicamente avanzati e di qualità più elevata." 

I sensori di pressione Honeywell sono stati scelti dopo un 
attento processo di selezione e test completi, nei quali 
hanno mostrato un'uscita stabile e un insuperabile tempo 
di reazione di meno di 2 secondi. Il cliente trae vantaggio 
da un sistema molto stabile, anche in condizioni difficili 
come un edificio architetturalmente complesso o durante 
un incendio. 

Grazie ai sensori montati su scheda TruStability® di 
Honeywell, le unità di pressurizzazione compatte serie 
iSWAY-FC producono il valore di sovrapressione imposta¬ 
to nello spazio di una scala, nel pozzo o nel vano ascenso¬ 
re o in un sistema di pozzi di ascensori separati, ognuno 
con una propria sorgente di alimentazione dell'aria. Il 
sensore può controllare anche la pressione nel condotto 
di alimentazione dell'aria. 


industriali. Nella maggior parte dei sensori montati 
su scheda, saldature dei fili, ASIC e altri compo¬ 
nenti elettrici sono direttamente esposti ai fluidi. I 
liquidi possono causare rapidamente il guasto del 
sensore o degradarne le prestazioni. In molti casi, 
per ottenere i vantaggi derivanti dall’impiego di 
un sensore montato su scheda, il progettista deve 
incorporare un bypass o un filtro per risolvere i 
problemi dovuti all’umidità oppure ridefinire la 
posizione dei componenti, in particolare dei con¬ 
dotti, nel sistema, per evitare che i fluidi entrino in 
contatto con il sensore. Questo può comportare un 
aumento del tempo di progettazione e del costo e 
potrebbe influire sulla precisione della misurazione 
della pressione. 

Protezione da liquidi e umidità 

Al giorno d’oggi, i produttori di sensori sviluppa¬ 
no prodotti montati su scheda che sono protetti 
da liquidi e da ambienti con umidità elevata per 
applicazioni medicali e industriali che richiedono 
misurazioni di pressione medio-basse. Questi sen¬ 
sori contribuiscono anche a semplificare i progetti, 
eliminando la necessità di ulteriori misure di pro¬ 


tezione o di ridisegnare il prodotto in modo che i 
fluidi non entrino in contatto con il sensore. 

Ad esempio, un sensore di pressione montato su 
scheda e compatibile con i liquidi risulta una buona 
scelta per un analizzatore di sostanze chimiche, in 
cui è richiesta la misurazione precisa del fluido che 
attraversa il sistema. Oltre a garantire precisione e 
ripetibilità a bassa pressione nelle applicazioni di 
analisi di sostanze chimiche, i sensori di pressione 
devono anche resistere a pressioni più elevate 
durante il flussaggio e la pulizia. 

Solitamente, in queste applicazioni, una pipetta 
preleva il fluido campione e lo deposita in un’altra 
fiala o contenitore per la miscelazione o l’analisi. I 
sensori di pressione vengono utilizzati per garanti¬ 
re che venga misurata la quantità di fluido corretta 
mentre il campione viene prelevato e possono 
essere utilizzati anche per rilevare ostruzioni o 
l’errato posizionamento della pipetta nella fiala del 
campione. 

Tutto questo viene eseguito a diretto contatto con 
il fluido misurato. I sensori di pressione montati 
su scheda 24PC/26PC di Honeywell Sensing and 
Control costituiscono un esempio di tali sensori e 
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Fig. 2 -1 sensori di pressione TruStability di Honeywell forniscono un'ampia gamma di opzioni di configurazione 
per accelerare la progettazione e ridurre il tempo di sviluppo 


sono in grado di rilevare queste piccole variazioni 
di pressione. Possono essere utilizzati anche per 
fornire una misurazione precisa e ripetibile di una 
quantità specifica del fluido che attraversa il siste¬ 
ma, requisito questo essenziale per le apparec¬ 
chiature analitiche. Ancora più importante, questi 
sensori sono unici in quanto offrono la compatibi¬ 
lità con i liquidi su entrambe le porte di pressione. 


di utilizzarli in un respiratore, 
dove vengono rilevati inter¬ 
valli di pressione molto bassi, 
fino a 250 Pa (un pollice di 
colonna d’acqua). Questi 
sensori hanno uscite digitali 
I2C o SPI, che consentono di 
interfacciarli direttamente con 
microprocessori o microcon¬ 
trollori, semplificando il pro¬ 
getto e migliorando anche le 
prestazioni del sistema. 

I sensori TruStability® hanno 
un’opzione per liquidi che 
consente loro di sopportare 
il contatto diretto con liqui¬ 
di o condensa. Ad esempio, 
questa opzione deve essere 
presa in seria considerazione 
quando i sensori sono col¬ 
locati vicino al paziente, in 
particolare all’interno della sezione espiratoria 
del respiratore. In questa posizione il sensore è 
soggetto ad aria con elevato contenuto di umidità 
quando il paziente respira o tossisce. 

I sensori di pressione 24PC/26PC e TruStability® 
HSC/SSC consentono ai progettisti di dispositivi 
complessi di posizionare il sensore di pressione il 
più vicino possibile a fluidi o gas umidi per otte- 


Una varietà di opzioni 

I sensori di pressione TruStability® di 
Honeywell forniscono un’ampia gamma 
di opzioni di configurazione per accele¬ 
rare la progettazione e ridurre il tempo 
di sviluppo. 

La filosofia alla base dello sviluppo del 
sensore è stata di realizzare un sensore 
adattabile al prodotto finale, invece di 
richiedere al progettista di adattare il 
progetto alle configurazioni del senso¬ 
re disponibili. 

I sensori TruStability® possono essere 
utilizzati anche in applicazioni come 
i respiratori, in cui il fluido contie¬ 
ne spesso o anche costantemente del 
liquido. In un respiratore, il sensore 
misura la pressione dell’aria che flui¬ 
sce da e verso il paziente. Per garantire 
che la pressione di aria e ossigeno non 
superi il livello impostato dal personale 
medico, il sensore deve garantire stabi¬ 
lità e precisione elevate. L elevata pre- f jg 3 _ | sensori di pressione 24PC/26PC di Honeywell offrono diverse opzioni 
cisione dei sensori di pressione TruSta- di tenuta per rispondere ai requisiti di un'ampia gamma di liquidi e di ambienti 
bility® HSC/SSC di Honeywell consente umidi 



Copertura (porta) 

Guarnizione (fluido) 
in fluorosilicone 

Piastrina sensore 
in silicio 

Guarnizione (conduttiva) 
Contatti in argento 

Alloggiamento (porta) 
differenziale 

Stampati in piombo 
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Honeywell rafforza il portafoglio di sensori di pressione 


Honeywell ha recentemente ampliato il proprio porta¬ 
foglio di sensori di pressione per fornire solide soluzioni 
integrate per i mercati industriale e medicale, fornendo 
un portafoglio di sensori di pressione molto ampio, con 
un'ampia varietà di intervalli di pressione e diverse opzio¬ 
ni di dimensioni e porte. 

Honeywell ha introdotto i nuovi sensori di pressione 
base montati su scheda, non amplificati e compensati, 
TBP Series, che estende il già ampio portafoglio di sensori 
di pressione montati su scheda TruStability*. Questi nuovi 
sensori coprono un ampio intervallo di pressione, da 60 
mbar a 10 bar, e sono progettati per chi richiede un dispo¬ 
sitivo di alta qualità, economico, con elevate prestazioni e 
uscita a livello mV. Sono compensati e non amplificati, con 
un ampio intervallo di temperatura da 0 “C a 85 °C, che 
li rendono l'ideale per clienti che desiderano un sensore 
compensato in temperatura con la massima risoluzione 
possibile. Con dimensioni di 7x7 mm, questi sensori sono 
molto piccoli in confronto con la maggior parte dei sen¬ 
sori montati su scheda, occupano meno spazio sui circuiti 
stampati e tipicamente semplificano il posizionamento. 
Con i nuovi sensori TSC Series, compensati e non am¬ 
plificati, la compensazione di temperatura semplifica 
l'integrazione nel sistema eliminando la calibrazione sulla 
temperatura e riducendo le variazioni da parte a parte. La 
serie TSC offre elevate prestazioni e un'ampia gamma di 


opzioni di package con intervalli di pressione da ±60 mbar 
a ±10 bar. I nuovi intervalli di pressione da ±2,5 mbar a ±10 
bar per i sensori esistenti NSC Series, per pressioni ultra¬ 
basse, non compensati, non amplificati consentono ai 
clienti di eseguire personalmente la calibrazione benefi¬ 
ciando al contempo dei vantaggi dei sensori di pressione 
TruStability*. 

Questi sensori hanno una precisione ai massimi livelli del 
mercato, fino a ±0,15 %FSS BFSL e una flessibilità leader 
del settore dovuta al design modulare e flessibile, con nu¬ 
merosi stili di package, porte di pressione e opzioni che 
semplificano l'integrazione. L'opzione per fluidi da un solo 
lato consente agli utenti finali di utilizzare una porta del 
sensore con condensa o direttamente con liquidi non cor¬ 
rosivi. Le opzioni per più intervalli di pressione e il funzio¬ 
namento totalmente analogico ottimizzano le prestazioni 
del sistema del cliente massimizzando la risoluzione della 
pressione. 

Con questo completo portafoglio di intervalli di pressione, 
indipendentemente dalle esigenze, Honeywell Sensing 
and Control ha la soluzione di microstruttura e sensori di 
pressione per i progettisti di applicazioni come apparec¬ 
chiature per dialisi, analisi del sangue, centrifugazione e 
distribuzione di ossigeno e azoto, dispositivi HVAC, archi¬ 
viazione dati, controllo di processi, macchinari industriali, 
pompe e robotica. 


nere la misurazione della pressione più accurata. 
Questi sensori possono gestire un’ampia gamma 
di liquidi o gas non corrosivi, non ionici. Offrono 
flessibilità nel progetto, grazie a opzioni per spe¬ 
cifiche quali intervallo di pressione, dimensioni e 
uscite digitali/analogiche. 

I sensori di pressione 24PC/26PC offrono diverse 
opzioni di tenuta per rispondere ai requisiti di 
un’ampia gamma di liquidi e di ambienti umidi. 
Poiché molte applicazioni presentano la possibili¬ 
tà di contatto con fluidi e gas, i progettisti dovreb¬ 
bero sempre considerare i sensori di pressione 
compatibili con i liquidi per semplificare i loro 
progetti. I progettisti devono capire quali tipi di 
fluidi possono entrare in contatto con il sensore 
di pressione per garantire che sia compatibile 
con tali fluidi. 

I progettisti devono anche valutare sensori di 
pressione totalmente compensati, amplificati e 
calibrati per una più semplice implementazione. 
Questi sensori consentono di eliminare dalla 
scheda a circuito stampato componenti relativi 


al condizionamento dei segnali. I vantaggi vanno 
dal risparmio di spazio e da una maggiore affida¬ 
bilità a costi minori e a un’implementazione più 
veloce. 

I sensori giusti in base ai requisiti 
dell’applicazione 

Occorre tenere presente che la scelta del sen¬ 
sore di pressione corretto dipende dai requisiti 
dell’applicazione. Ad esempio, un sensore di 
pressione a basso costo, non amplificato e non 
compensato, compatibile con i liquidi potrebbe 
essere sufficiente per un circuito di allarme. 

I sensori di pressione devono offrire facilità di 
integrazione in un progetto, grazie a configura¬ 
zioni flessibili con varie opzioni per tipi di porte, 
dimensioni, tipi di uscite (analogiche e digitali) e 
altre caratteristiche. ■ 

Per ricevere campioni dei sensori di pressione 
montati su scheda o per maggiori informazioni, 
contattare Honeywell: crc-techuk@honevwell.com 
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I nuovi Atom 
per l’embedded 

Francesco Ferrari Intel ha recentemente rilasciato una nuove serie 

di processori Atom, progettati per soddisfare le 
esigenze delle applicazioni embedded e basati 
sulla microarchitettura Silvermont 


T ra i protagonisti della recente edizione di Embedded 
World a Norimberga c’erano i prodotti basati sui nuovi 
processori Atom di Intel per il mercato embedded. Con 
l’introduzione della famiglia Atom E3800 Intel ha colmato il 
divario fra i processori Atom delle precedenti generazioni 
e quelli con architettura Core. 

Gli Atom della famiglia E3800 infatti offrono diverse inno¬ 
vazioni fra cui versioni con quattro core, supporto per 
memorie DDR3 e una sezione grafica integrata particolar¬ 
mente performante. 

Non stupisce quindi se tutti i principali produttori di sin¬ 
gle board computer (SBC) e COM abbiano presentato alla 
manifestazione di Norimberga le loro nuove schede con 
questa serie di processori Atom. 

In generale, dal punto di vista delle funzionalità, i nuovi 
Atom E3800 puntano a migliorare aspetti come le presta¬ 
zioni grafiche e con applicazioni multimediali, il supporto 
ECC, la gamma di temperature operative e la sicurezza. 

Le caratteristiche di questa serie di processori sono infat¬ 
ti concepite per ridurre il time to market, accelerare le 
applicazioni data intensive e ridurre i consumi energetici. 
I campi di applicazioni vanno dal digitai signage con fun¬ 
zioni di sicurezza integrate, ai terminali interattivi e a quelli 
ATM, ma questi componenti si possono utilizzare anche per 
device medicali e sistemi di infotainment per autoveicoli. 

Gli Atom E3800 

Realizzati con un processo produttivo 3-D Trigate a 22 nm, 
questi SoC utilizzano la nuova architettura Silvermont che 
sfrutta un nuovo engine per l’esecuzione out of order delle 
istruzioni in modo da migliorare le prestazioni rispetto ai 
componenti delle precedenti generazioni. 



Questa microarchitettura è altamente scalabile e consente 
di implementare fino a un massimo di 8 core, ma incremen¬ 
ta anche la larghezza di banda e riduce la latenza. 

Una ulteriore caratteristica è l’introduzione di alcuni 
miglioramenti sul versante della sicurezza e la disponibilità 
della tecnologia di virtualizzazione di Intel, con possibilità 
di accesso più diretta all’hardware da parte del sistema 
operativo. Per la grafica, i nuovi processori Atom della 
serie E3800 utilizzano quella di settima generazione di 
Intel, che permette di avere una elaborazione più veloce 
dei contenuti grafici, il 3D stereoscopico, il transcoding 
video HD avanzato e in generale una migliore efficienza 
nella gestione della grafica. 

Per n/O, questi componenti mettono a disposizione un set 
molto completo, che comprende anche una porta USB 3.0, 
mirato a soddisfare le diverse esigenze delle applicazioni 
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Fig. 1 - Schema a blocchi dei SoC Intel Atom E3800 


embedded. Particolarmente interessante inoltre 
l’aggiunta di nuove istruzioni per la sicurezza har- 
dware-assisted (AES-NI) e la funzionalità di Secure 
Boot che permette di migliorare la sicurezza degli 
endpoint e proteggere i contenuti. Il controller per 
la memoria integrato a 64 bit permette di gestire 
fino a 8 GB di RRD3L. 

La famiglia Atom E3800 comprende diversi model¬ 
li, differenziati in base alle caratteristiche tecniche. 

In comune hanno il package Type 3 (25x27 mm), 
un canale configurabile per l'ECC e la gamma di 
temperatura per applicazioni industriali da -40 a 
110 °C. 

Per il numero di core si può scegliere fra la 
versione single core, siglata E3815, tre versioni 
dual core (E3825, E3826 e E3827) e una quad 
core siglata E3845. Per le frequenze di clock, 
invece, si va da 1,33 GHz dell’E3825 a 1,91 
GHz dell’E3845 che è, per ora il top di gamma. 
Analogamente per la quantità di cache, la ver¬ 
sione single core dispone di 512 KB, quelle dual 
core di 1 MB e la versione quad core di 2 MB. 

Solo le due versioni con frequenza di clock più 
elevata, E3827 ed E3845, utilizzano memoria di 
tipo DDR3L-1333, mentre le altre versioni posso¬ 
no utilizzare le DDR3L-1066. 

Altre differenze fra le varie versioni risiedono 
nel numero di canali per la memoria (uno per 
E3825 ed E3815 e due per gli altri modelli) 
e nella dissipazione. Il TDP (Thermal Design 
Power) va infatti da 5W del single core ai 10W 
del quad core, valore quest’ultimo che è analogo 
a quello del Celeron J1900 quad core. Ci sono infine 
altre differenze nelle frequenze di clock per la sezione 
grafica e la possibilità per i tre modelli superiori di 
utilizzare la modalità turbo per la grafica in modo da 
arrivare fino a 792 MHz di clock. 


Il software 

Dal punto di vista del software, le possibilità di implemen¬ 
tazione per gli sviluppatori sono molto ampie. Si va dai 
sistemi operativi di Microsoft come Windows 8, Embedded 
8, 7, Embedded Standard 7 ed Embedded Compact 7, a 


SKU 

Processor 

Number 

CPU 

TDP 

(W) 

Core 

LFM (MHz)/ 
HFM (GHz) 

Tj 

(°C) 

GFX 

Normal / Burst 
(MHz) 

DDR 

(MT/s) 

Premium 

E3845 

4 

10 

500 / 1.91 

-40 to 110 

542 / 792 

1333 

Hi 

E3827 

2 

8 

500 / 1.75 

-40 to 110 

542 / 792 

1333 

Intermediate 

E3826 

2 

7 

533 / 1.46 

-40 to 110 

533 / 667 

1066 

Mld 

E3825 

2 

6 

533 / 1.33 

-40 to 110 

533 / NA 

1066 

Entry 

E3815 

1 

5 

533 / 1.46 

-40 to 110 

400 / NA 

1066 


Fig. 2 -1 modelli disponibili comprendono versioni da uno a quattro core 


25 - ELETTRONICA OGGI 435 - APRILE 2014 
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Computer-on-Module SMARC con processori x86 


All'esordio la nuova linea di Computer-on-Module SMARC 
a bassissima dissipazione targati Kontron ed equipaggiati 
con i processori Intel Atom della serie E3800; si tratta dei 
primi processori SoC in architettura x86 disponibili in 
questo fattore di forma a basso profilo per minicomputer 
(82 mm x 50 mm). I nuovi Computer-on-Module SMARC- 
sXBTi di Kontron mettono a disposizione funzioni grafiche 
avanzate, elevate prestazioni di elaborazione e compati¬ 
bilità con l'architettura x86 in un formato SMARC, che 
abbina ingombri estremamente ridotti a bassi consumi 
(da 5 a 10W). Il profilo estremamente piatto e l'insieme di 
caratteristiche ottimizzate per applicazioni mobili sono 
ideali per la realizzazione di dispositivi palmari portatili di 
dimensioni contenute. In ogni caso questo modulo può 
essere utilizzato in qualsiasi applicazione dove sia neces¬ 
sario garantire, insieme a consumi contenuti (dell'ordine 
di pochi W), elevate prestazioni in termini di grafica e di 
potenza di elaborazione. 

Per i Computer-on-Module conformi a SMARC, uno stan¬ 
dard sviluppato principalmente per supportare le presta¬ 
zioni e le funzioni di interfaccia dei processori per tablet 
PC delle più recenti generazioni, finora erano disponibili 
solamente processor ARM; l'annuncio di Kontron apre 
nuove e interessanti prospettive per tutti gli sviluppatori 
in termini sia di scalabilità del fattore di forma sia di com¬ 
patibilità e di riutilizzo del software. 

MODULI COM SMARC-SXBTI 

I nuovi Computer-on-Module SMARC-sXBTi di Kontron, 
sviluppati in conformità alle specifiche SGET, sono equi¬ 
paggiati con i processori Intel Atom E3800 e dispongono 
di un massimo di 8 GB di RAM con opzione ECC. Essi pos¬ 
sono operare nell'intervallo di temperature esteso com¬ 
preso tra -40 e +85 °C, misurano solo 82 mm x 50 mm e 
sono caratterizzati da un profilo estremamente ridotto 
grazie all'uso di connettori bordo scheda. Inoltre è possi¬ 
bile montare a bordo un SSD di capacità massima di 64 



Disponibili da Kontron i primi Computer-on-Module SMARC equipag¬ 
giati con processori Atom E3800 


GB per memorizzare il sistema operativo e i dati dell'ap¬ 
plicazione. 

Il pin-out è stato espressamente ideato per supportare le 
funzionalità dei dispositivi mobili e prevede 3 UART che 
integrano un set completo di caratteristiche, quali ad 
esempio la gestione del GPS, oltre al supporto per inter¬ 
facce seriali per fotocamere conformi allo standard MIPI 
(MIPI CSI = Mobile Industry Processor Interface Camera 
Serial Interface). La grafica Intel Gen 7 è gestita tramite 
interfaccia HDMI 1.4 e LVDS (eDP opzionale) con risolu¬ 
zione massima sullo schermo di 2560x1600 a 60 Hz. Tra le 
altre interfacce disponibili si possono segnalare una porta 
per GbE LAN (gestita attraverso l'Ethernet controller Intel 
1210), una porta USB 3.0 e 2 porte USB 2.0. 

Per implementare espansioni specifiche sono disponibili 2 
SDIO e 3 canali PCIe xl operanti a 5GT/s (Giga Transfer/s). 
Ulteriori dettagli sulle caratteristiche e le interfacce di 
SMARC-sXBTi, oltre a informazioni sulla disponibilità, sono 
reperibili sulla relativa pagina del sito web di Kontron. 


Linux Tizen per i sistemi di infotainment nei veicoli, alle 
versioni di Linux basate su Yocto Project e sulla distribu¬ 
zione Fedora. A questi si aggiungono VxWorks di Wind 
River e Android JB MR2 4.3. Per i BIOS, invece, è previsto 
il supporto da parte di American Megatrends, Insyde 
Software, Byosoft e Phoenix Technologies, mentre per 
i boot loader si può contare, fra l’altro, anche su Wind 
River, Waris Technologies e Sage Electronic Engineering. 

I sistemi intelligenti 

Intel, con gli Atom della serie E3800, punta verso i sistemi 
intelligenti, una definizione che comprende, per esempio, 


device intelligenti, ma anche lTnternet of Thinghs (IoT) e 
a cui Intel sta dedicando diverse iniziative. 

Si può notare, infatti, una accelerazione dello sviluppo 
dell’IoT e delle possibilità di collegamento fra device 
legacy e i sistemi cloud tramite soluzioni che integrano 
gli Atom E3800, ma anche software di McAfee e Wind 
River e le nuove funzionalità messe a disposizione dai 
SoC Quark X1000. 

L’obbiettivo è quello di valorizzare l’IoT grazie alla possi¬ 
bilità di elaborare e comunicare le informazioni fra i vari 
device e con i sistemi cloud, in modo da offrire sempre 
nuove opportunità. ■ 
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CONTROLLER TECH INSIGHT 


Controllori CapSense per 
rilevamento tattile capacitivo 

Alessandro Nobile Questi dispositivi a basso costo non richiedono 

alcuna scrittura di codice, consentendo ai progettisti 
di implementare in tempi brevi interfacce utente 
affidabili e sottili e si distinguono per le loro 
caratteristiche avanzate quali elevata immunità al 
rumore, rilevamento di prossimità e impermeabilità 


C on l’introduzione della nuova famiglia di controllori 
CapSense, Cypress Semiconductor consente a tutti i 
progettisti di realizzare in tempi brevi tasti capacitivi sottili 
e robusti, oltre a cursori e sensori di prossimità. I controllo¬ 
ri della serie CY8CMBR3x possono vantare caratteristiche 
decisamente avanzate tra cui impermeabilità e rilevamento 
di prossimità senza richiedere la scrittura di codice o lo svi¬ 
luppo firmware! controllori CY8CMBR3x fanno parte della 
famiglia MBR (Mechanical Button Replacement) di Cypress 
Semiconductor, che sfrutta l’algoritmo di auto-regolazione 
(Auto-tuning) SmartSense sviluppato dalla società per eli¬ 
minare completamente il ricorso alla regolazione manuale. 
L’algoritmo SmartSense consente la regolazione automatica di 
oltre 10 parametri al fine di garantire prestazioni di rilevamento 
tattile ottimali. I dispositivi della linea CY8CMBR3x sono sup¬ 
portati dal tool software EZ-Click di Cypress Semiconductor, 
che permette di effettuare la configurazione basata su GUI, il 
debug del prodotto e il collaudo in produzione senza richiede¬ 
re nessuno sviluppo firmware. Cypress Semiconductor propo¬ 
ne a un prezzo di soli 25 dollari il kit CY3280-MBR3 grazie al 


XRIS' 

Hot! 



Fig. 1 - Schema a blocchi dei nuovi controllori CY8CMBR3x di Cypress 
Semiconductor 


quale i progettisti possono valutare le avanzate caratteristiche 
di questa nuova linea di prodotti. Il kit mette anche a disposi¬ 
zione altre opzioni per il debug e il collaudo, compresa la pos¬ 
sibilità di variare la lunghezza delle piste, aggiungere capacità 
parassite e variare lo spessore del rivestimento. 

I controllori CY8CMBR3x possono essere utilizzati in una vasta 
gamma di applicazioni nei più diversi mercati, tra cui consu¬ 
mer, automotive, elettrodomestici, industriale, medicale e del 
fitness. I controllori possono implementare fino a un massimo 
di 16 tasti capacitivi o fino a un massimo di 8 tasti capacitivi 
durante il pilotaggio di 8 LED. I progettisti possono sfruttare 
questi dispositivi per aggiungere fino a due sensori di pros¬ 
simità con distanza di rilevamento di 30 cm da utilizzare in 
applicazioni che richiedono un approccio di tipo “wake-on”. I 
controllori CY8CMBR3x, inoltre, integrano la funzionalità FSS 
(Flanking Sensor Suppression) che elimina il problema dei falsi 
tocchi quando i tasti sono molto vicini gli uni agli altri. 

Adatti per ambienti rumorosi 

I dispositivi della famiglia CapSense MBR garantiscono un 
rilevamento affidabile in ambienti rumorosi grazie all’adozione 
del metodo di rilevamento CSD (CapSense Sigma-Delta) bre¬ 
vettato da Cypress Semiconductor che assicura una migliore 
immunità al rumore condotto e irradiato con un rapporto tra 
segnale e rumore (SNR) maggiore di 100:1. Funzionanti nell’in¬ 
tervallo di tensione compreso tra 1,8 e 5,5V, questi dispositivi 
sono ideali per l’uso in un’ampia gamma di applicazioni che 
prevedono la presenza di batterie regolate e non e possono 
essere alimentati da una singola pila a bottone. I controllori 
integrano un regolatore di tensione per contrastare il rumore 
di alimentazione, oltre a filtri u tili zzati per eliminare qualsia¬ 
si rumore spurio. I controllori CapSense MBR CY8CMBR3x 
sono diponibili in vari tipi di package: SOIC a 8 pin, QFN a 16 
pin, SOIC a 16 pin o QFN a 24 pin. ■ 
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Materiali plastici 

per l’elettronica di domani 


paolo De vittor L’elettronica su base plastica sta cominciando a 

uscire prepotentemente dai laboratori di ricerca 
per trovare applicazioni interessanti su vasta 
scala, come valida alternativa ai semiconduttori 
cristallini di tipo tradizionale 



Fig. 1 - Display ultrasottile flessibile da 10.7" prodotto da Plastic Logic per e-book 
e tablet 


Q uando si parla di nuovi materiali per l’elet¬ 
tronica si può pensare ad esempio ai nuovi 
tipi di dielettrici utilizzati per l'isolamento di gate 
in processori e memorie di ultima generazione, 
oppure ancora ai semiconduttori composti che 
vengono utilizzati per i led a luce bianca o blu 
oppure nei sensori di nuova generazione. 

Pensando ai soli materiali cristallini il rischio però 
è di trascurare una fetta sempre più importante 
della ricerca elettronica degli ultimi anni che 
riguarda i circuiti realizzati su base plastica. E a 
questo proposito non ci si riferisce semplicemen¬ 
te ai supporti in circuito stampato per i classici 
componenti a semiconduttore discreti o integrati, 
bensì a veri e propri componenti elettronici total¬ 
mente realizzati in polimeri organici che si com¬ 
portano come veri e propri semiconduttori, anche 
se privi di struttura cristallina. 

Molteplici vantaggi 

Il motivo per cui si stanno sviluppando sempre più soluzio¬ 
ni basate su materiali plastici è da ricercare aH’interno di 
più ordini di considerazioni. Innanzitutto vale la questione 
costo, importante ad esempio nelle applicazioni consumer. 
I dispositivi in polimeri organici hanno infatti il vantaggio 
di non richiedere costosi e lunghi processi di fusione ad 
alta temperatura, raffinazione e lenta cristallizzazione per 
ottenere prodotti monocristallini a elevatissima purezza da 
sezionare poi in wafer a elevata planarità e bassa difettosi¬ 
tà. I materiali plastici sono oggi di facile sintesi, si ottengo¬ 
no a bassa temperatura e non richiedono alcun processo 
di cristallizzazione nè il taglio e la lucidatura dei wafer. 
Anzi, si stendono facilmente in fogli dello spessore voluto 
e si possono serigrafare con stampanti del tipo a getto. 


In secondo luogo, molte applicazioni richiedono la defor- 
mabilità del circuito elettronico per potersi adattare a 
specifiche applicazioni o a particolari oggetti, cosa che 
i dispositivi che utilizzano semiconduttori cristallini non 
possono fare. Valgono come esempio i display deformabili 
e le celle solari adattabili a vari tipi di oggetti, per non par¬ 
lare di taluni sensori e attuatori. Inoltre, per le applicazioni 
biomedicali è richiesta la biocompatibilità, che viene più 
facilmente garantita da prodotti di tipo polimerico, che fra 
l'altro ben si adattano a molte strutture anatomiche. 

È ovvio altresì che non è certamente pensabile - nemmeno 
in prospettiva - di rimpiazzare la totalità dei circuiti e dei 
dispositivi elettronici odierni con componenti polimerici, 
in quanto ogni circuito ha caratteristiche e applicazioni 
specifiche: nessuno penserà mai ad esempio di realizzare 
in materiale plastico gli elementi che compongono i circuiti 
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Fig. 2 - Display flessibile da 6" con risoluzione XGA di tipo e-ink pro¬ 
dotto da LG 


di elaborazione ad alta velocità richieste negli elaboratori 
o i circuiti di commutazione nelle reti dati ultraveloci. 

I circuiti su base plastica sono infatti estremamente più 
lenti dei loro “padri fondatori” basati su semiconduttori 
monocristallini, e quindi si devono accontentare di ambiti 
applicativi decisamente più “calmi” e “rilassati”, dove la 
fretta non esiste. Non si pensi però che tale bassa velo¬ 
cità impedisca ai componenti plastici di trovare adeguate 
applicazioni: vi sono infatti moltissimi ambiti in cui ad 
esempio il processo di acquisizione di dati ambientali 
avviene al ritmo di una conversione al minuto (tempera¬ 
tura, umidità, soleggiamento e così via) oppure di moni¬ 
toraggio di parametri biologici con ritmi ancora più lenti. 
Insomma, gli ambiti sono sufficientemente distinti da per¬ 
mettere anche ai neonati componenti plastici di ritagliarsi 
la loro comoda fetta di abitabilità nel panorama dei dispo¬ 
sitivi elettronici. 

II caso dei display 

Sebbene la maggior parte degli attuali display non richie¬ 
da la deformazione del loro supporto, tuttavia sta nascen¬ 
do l’esigenza di adattare la superficie di visualizzazione a 
taluni oggetti o superfici, senza che si corra il rischio di 
compromettere la leggibilità del display stesso. 

Al di là comunque di reali e irrinunciabili esigenze, molti 
costruttori stanno proponendo display flessibili, che sem¬ 
brano catturare l’interesse e la curiosità degli utenti, forse 
anche solo per una questione di moda o di novità. 


Ve ne sono molti esempi, da Samsung a Sony, da HP 
a LG, da Fujitsu a TDK, solo per citarne alcuni. Al CES 
(Consumer Electronic Show) di quest’anno, ad esempio, 
Plastic Logic ha presentato un display ultrasottile flessi¬ 
bile da 10.7” (Fig. 1) che potrà essere usato ad esempio 
nei futuri e-book o nei tablet. Sempre per gli e-book, 
anche LG ha presentato un display flessibile da 6” in XGA 
(1024x768) di tipo e-ink (Fig. 2), che fa parte della catego¬ 
ria dei cosiddetti EPD (Electronic Paper Display), spesso 
solo 0.7 millimetri e dal peso di soli 14 grammi, caratteriz¬ 
zato da un consumo inferiore alle versioni con transistor 
TFT su supporto in vetro. 

Anche in ambito militare vi è un notevole interesse per i 
display flessibili, tali da poter essere indossati o adattati 
al braccio. A questo proposito, i laboratori di ricerca del 
Flexible Display Center dell’Università dell’Arizona stan¬ 
no lavorando da qualche anno per la messa a punto di 
display flessibili a basso consumo (si veda un prototipo 
in Fig. 3) per testo e video. 

Persino Hewlett-Packard si è dimostrata interessata a 
questo settore e infatti già un paio di anni fa aveva pre¬ 
sentato un display in mylar (Fig. 4) di tipo bistabile, ovve¬ 
ro in grado di mantenere visualizzate le immagini anche 
togliendo la tensione di alimentazione. 

Uno dei settori in cui recentemente si è più concentrato 
lo sviluppo di soluzioni con display flessibili è però quel¬ 
lo degli smartphone, dove più attori hanno concentrato 
i propri sforzi. Ne sono un esempio gli annunci fatti da 
Samsung, che ha esposto in varie mostre alcuni tipi di 
display flessibili di tipo OLED della serie YOUM da 5 pollici 
ad alta luminosità per il mercato dei cellulari (Fig. 5). 

Un ulteriore vantaggio delle nuove tecnologie AMOLED 



Fig. 3 - Un esempio di display flessibile a basso consumo realizzato 
dai laboratori di ricerca del Flexible Display Center dell'Università 
dell'Arizona 


29 - ELETTRONICA OGGI 435 - APRILE 2014 





TECH INSIGHT NEW Materials 



Fig. 4 - Display bistabile in mylar realizzato da Hewlett-Packard 


(Active-Matrix Organic LED) è quello della trasparenza, 
caratteristica che può risultare utile in talune applicazio¬ 
ni. In figura 6 è mostrato un tablet che utilizza un display 
AMOLED trasparente prodotto da Samsung. 

Il fatto di poter avvolgere un display fa sì che sia anche 
possibile immaginare di realizzare telefoni o mini-com¬ 
puter “da polso”, come da anni viene auspicato. Ora è 
disponibile, come ha dimostrato EmoPulse SmartWatch 
(Fig. 7), un computer e telefono da polso che incorpora 
funzioni di telecamera, lettore di codici a barre, sensori 
corporei, riconoscimento vocale e molto altro ancora con 
interfaccia 4G, Thunderbolt e USB 3.0, basato su proces¬ 
sore OMAP 5. 

Proprio seguendo l’onda degli entusiasmi suscitati dal 
successo dei primi prodotti che utilizzano display flessibi¬ 
li, si prevede che il mercato dei FAMOLED (OLED flessibili) 
possa crescere sensibilmente nei prossimi anni, passando 
dai 21.9 milioni di dollari dell’attuale 2013 ai 94.8 M$ nel 
2014, secondo i dati forniti da IHS. 

Pannelli solari organici 

Se si confrontano le efficienze di conversione dei vari 
materiali utilizzabili per la conversione fotovoltaica nelle 
celle solari si nota come al primo posto vi siano le celle 



Fig. 6 - Tablet che utilizza un display AMOLED trasparente prodotto da 
Samsung 


a materiali cristallini, al secondo posto i materiali policri¬ 
stallini e amorfi e al terzo posto le celle che utilizzano i 
polimeri organici, caratterizzati dalla minor efficienza di 
conversione. Nonostante ciò, il loro costo è il più conte¬ 
nuto, e inoltre esse possono essere adattate a qualsivoglia 
superficie, grazie alla loro deformabilità. 

Le ricerche per individuare materiali organici in grado 
di fornire efficienze più elevate continuano, ed è di que¬ 
ste settimane l’annuncio di un nuovo tipo di celle solari 
realizzate dai laboratori Rice e dalla Pennsylvania State 
University ricorrendo a copolimeri a blocchi in grado di 
auto-assemblarsi su più strati, permettendo di ottimizzare 

10 scambio dei portatori di carica e di fornire un’efficienza 
di conversione del 3%. 

11 copolimero utilizzato è il P3HT-b-PFTBT, in grado di 



Fig. 5 - Display flessibile di tipo OLED della serie YOUM da 5 pollici ad 
alta luminosità per il mercato dei cellulari presentato da Samsung 


separarsi in bande da circa 16 nanometri, che tendono ad 
a l li n earsi spontaneamente in maniera perpendicolare al 
vetro di supporto, rivestito con uno strato conduttore di 
ITO (ossido di stagno e indio) a una temperatura di 165°C. 
La struttura viene completata con uno strato di alluminio, 
che costituisce l’elettrodo di raccolta degli elettroni gene¬ 
rati dall’incidenza dei raggi solari. Efficienze superiori 
(fino al 10%) sono state ottenute con celle solari organi¬ 
che di tipo complesso, realizzate ad esempio tramite un 
“sandwich” di strati di BCP (bathocuproina), C60 (fullere- 
ne), CuPc (ftalocianina di rame) e Pedot, ovvero Poli(3,4- 
etilenediossitiofene)-poli(stirenesulfonato), il tutto fra due 
strati conduttori e vetro. Il problema in questo caso è però 
costituito dalla stabilità del fullerene. 

Il maggior business nel settore del solare organico lo si 
attende però soprattutto dalle DSC (Dye-Sensitized Solar 
Cells) di più facile fabbricazione. In Italia, un ottimo esem¬ 
pio di collaborazione in questo settore è rappresentato 
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da CHOSE, il polo sola¬ 
re organico costituito 
nel 2006 dalla Regione 
Lazio in collaborazio¬ 
ne con l’Università di 
Roma “Tor Vergata". 

CHOSE realizza celle 
solari organiche di 
varie dimensioni: il 
materiale utilizzato è il 
P3HT, ovvero il poli(3- 
exiltiofene) in associa¬ 
zione con biossido di titanio nanocristallino, assemblati 
in una struttura che consente di ottenere un’efficienza 
del 2% (Fig. 8). 


Fig. 7 - L'originale EmoPulse 
SmartWatch da polso a display flessibile 



Fig. 9 - Un sottilissimo pannello sensibile al tatto realizzato presso 
l'Università di Tokyo per robotica e protesi mediche 



Fig. 10 - Antenna multi-banda in materiale plastico prodotta da Smart 
Antenna Technologies 



Fig. 8 - Cella solare organica prodotta dal polo romano CHOSE 


Sensori e trasduttori organici 

L’elettronica plastica sta invadendo anche il settore dei 
sensori e dei trasduttori. Ne è un esempio una recente 
realizzazione (Fig. 9) di un team di ricerca dell’Università 
di Tokyo, nell'ambito del progetto ERATO dell’agenzia 
nipponica JST. 

Si tratta del più leggero e flessibile pannello sensibile al 
tatto. Il peso è infatti di soli 3g/m 2 e lo spessore è di 1.2 
micrometri; il prototipo utilizza come supporto un foglio 
plastico da 48x48 milli metri che integra 144 sensori. 
L’impiego previsto è in ambito robotico e medico, come 
superficie sensibile ad esempio nelle protesi. Questa 
superficie sensibile comprende anche un circuito inte¬ 
grato a transistor organici per il pilotaggio della matrice 
di elementi sensibili, che presentano uno spessore di soli 
19 nanometri. 

Un altro esempio di impiego dei materiali organici nella 
realizzazione di trasduttori è rappresentato dal recente 
annuncio dell’inglese SAT (Smart Antenna Technologies) 
che ha rivelato di aver messo a punto un nuovo tipo 
di antenna per dispositivi mobili sotto forma di foglio 
plastico che integra anche il chip di controllo; il tutto 
è in grado di costituire una struttura compatta di tipo 
multi-frequenza (Fig. 10), in grado di rimpiazzare più tipi 
di antenna attualmente utilizzati negli smartphone e nei 
tablet. 

Le prestazioni ottenute da un dispositivo multi-banda di 
questo tipo sono analoghe a quelle delle singole antenne 
alle loro specifiche frequenze. Fra i vantaggi, oltre all’in- 
gombro, vi è da considerare il costo, che si aggira sui 2$ 
al posto degli attuali 20$ per dispositivo. ■ 
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ANALOG/MIXED SIGNAL noise 


Il rumore nei regolatori lineari 


Cosimo Carriero 

Senior field applications engineer 

Analog Devices 


La comprensione della natura di fenomeni quali 
livello di rumore elettrico, reiezione ai disturbi sulla 
tensione di ingresso e caratteristiche dell’anello 
di reazione e della loro influenza sulle prestazioni 
di un regolatore lineare, permette di sviluppare un 
progetto con un adeguato livello di rumore 


I l regolatore lineare costituisce un blocco fondamentale 
di facile utilizzo per la realizzazione delle alimentazioni 
di circuiti elettronici. Nella sua configurazione più sem¬ 
plice si presenta come un dispositivo a tre terminali, 
un ingresso, un’uscita e un pin di riferimento o massa. 
Pur nella sua semplicità, questo dispositivo è caratte¬ 
rizzato da una moltitudine di parametri per cui, sulla 
base dell’applicazione, possono esserci diversi criteri di 
selezione. Sfogliando i cataloghi dei vari costruttori ci si 
renderà facilmente conto della vastità dell’offerta. 
Quando il parametro fondamentale è il rumore tre sono 
gli aspetti da tener conto nella scelta: 

1 ) il livello di rumore elettrico; 

2) la reiezione ai disturbi sulla tensione di ingresso; 

3) le caratteristiche dell’anello di reazione. 

Comprendere la natura di questi fenomeni e come influi¬ 
scono sulle prestazioni del regolatore lineare aiuta a svi¬ 
luppare un progetto con un adeguato livello di rumore. 

Struttura di un regolatore lineare 
In figura 1 si riporta la struttura di un regolatore 
lineare nella sua forma più semplice. È immediato 
riconoscere la struttura di un amplificatore reazionato 
non invertente in cui lo stadio di uscita è ottimizzato 
per fornire una corrente elevata. I blocchi costitutivi 
comprendono un generatore di tensione di riferimen¬ 
to (Bandgap Voltage Reference) un amplificatore di 
errore a elevato guadagno, un elemento di potenza, 
MOSFET o BJT, per aumentare la portata di corrente in 
uscita, e infine una rete di retroazione costituita dalle 
resistenze RI e R2 che può essere interna o esterna. 
Giocano un ruolo fondamentale nell’economia del 
circuito anche i condensatori di filtro di ingresso e 



uscita, generalmente esterni al dispositivo. Contraria¬ 
mente a quanto si potrebbe essere indotti a pensare, 
l’ingresso del sistema retroazionato non è la V IN , bensì 
la V REF . Le caratteristiche del blocco V REF condizio¬ 
nano pertanto le prestazioni del regolatore lineare. Il 
loop di controllo tende a mantenere costante la tensio¬ 
ne di uscita, per variazioni del carico o della tensione 
di ingresso, modulando la tensione V DS del MOSFET. 
Se la tensione di uscita aumenta l’uscita dell’amplifi¬ 
catore di errore aumenta, di conseguenza la tensione 
V GS del Mosfet diminuisce in valore assoluto facendo 
aumentare la caduta V DS e ripristinando quindi il valo¬ 
re corretto della tensione. La tensione di uscita è data 
dalla relazione: 
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Questa è una relazione statica che non tiene conto del 
comportamento in frequenza del circuito. 

Rumore elettrico 

Il rumore elettrico si manifesta sotto forma di fluttuazioni 
casuali, che si verificano negli elementi circuitali attivi e 
passivi e che si presentano come tensioni e correnti il 
cui andamento temporale è regolato da leggi di tipo sta¬ 
tistico. Trae origine da alcuni fenomeni fisici fondamen¬ 
tali, come la natura discreta della carica elettrica oppure 
il moto di agitazione termica dei portatori di carica nei 


conduttori, e per questo motivo è impossibile eliminarlo. 
Poiché il rumore è un fenomeno puramente casuale non 
è possibile definirne l’andamento temporale per cui, per 
una descrizione quantitativa, si ricorre a proprietà stati¬ 
stiche come lo spettro di potenza e il valore quadratico 
medio. 

Consultando un datasheet, i parametri che esprimono 
il rumore sono la densità spettrale di rumore (Noise 
Spectral Density, e N (f), espressa in [nV/VHz], rappre¬ 
senta la radice quadrata dello spettro di potenza), sotto 
forma di grafico in funzione della frequenza, e il valore 
efficace della tensione di rumore, espresso in [gVrms], 
generalmente riferito a un intervallo di frequenza. Il 
legame tra il valore efficace nell’intervallo [fj,f 2 ] e la den¬ 
sità spettrale di rumore è data dalla relazione: 


V nrms = fkv(/)) 2 d/ [2] 


In figura 4 si può osservare l’andamento tipico della 
densità spettrale di rumore in funzione della frequenza, 
caratterizzata da un andamento del tipo 1/f a bassa 
frequenza e da un valore costante (rumore bianco) alle 
alte frequenze. 

Le sorgenti di rumore rilevanti in un amplificatore rea¬ 
zionato sono quelle relative alla sorgente del segnale, 
in questo caso il generatore di riferimento di tensione, 
e quelle dello stadio di ingresso, ovvero le sorgenti 
di rumore all’ingresso dell’amplificatore di errore. Le 
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Fig. 2 - Andamento del PSRR in funzione della frequenza di un tipico LDO 


sorgenti di rumore degli stadi successivi, ad esempio 
quelle relative al MOSFET di potenza, subiscono un’am¬ 
plificazione minore e pertanto non sono rilevanti. Ha un 
peso non trascurabile anche il rumore termico associa¬ 
to alle resistenze di feedback Rj e R 2 . 

Di seguito si vedrà quali sono gli accorgimenti, e i rela¬ 
tivi compromessi di progetto, che si possono introdurre 
per minimizzare le varie sorgenti di rumore. 

La V REF ha lo scopo di generare una tensione stabile nel 
tempo al variare delle condizioni operative (tensione di 
ingresso, corrente di uscita) e ambientali (temperatura). 
È possibile pertanto introdurre un filtro passa basso 
tra l’uscita della V REF e l’ingresso dell’amplificatore. Il 
filtro è generalmente un semplice circuito RC 
passa basso e per motivi pratici il condensato- 
re viene collegato esternamente al chip. Più è 
stretta la banda del filtro, minore sarà la quan¬ 
tità di rumore trasmessa all’ingresso dell’am¬ 
plificatore. Ovviamente ci sono dei limiti pratici 
nella realizzazione del filtro. La resistenza R 
non potrà avere un valore molto elevato, in 
quanto l’errore introdotto dalla corrente di 
bias dell’amplificatore potrebbe compromet¬ 
tere la precisione del regolatore. Anche il 
condensatore non potrà avere un valore molto 
elevato, principalmente perché richiederebbe 
troppo tempo per essere caricato all’accensio¬ 
ne allungando significativamente il tempo di 
start up. Pertanto la scelta del filtro RC com¬ 
porta un compromesso tra il livello di rumore, 
la precisione e il tempo di start up. 

L’altra sorgente di rumore significativa è lega¬ 
ta allo stadio di ingresso dell’amplificatore di 
errore. In questo caso l’amplificatore deve 


essere progettato appositamente per esse¬ 
re a basso rumore. Come è noto il rumore 
di un amplificatore è strettamente connes¬ 
so con la corrente di polarizzazione dello 
stadio di ingresso; maggiore è la corrente 
minore sarà il livello di rumore associato. 
In questo caso il compromesso è sul con¬ 
sumo; un regolatore a basso rumore non 
potrà essere un dispositivo a bassa corren¬ 
te di quiescenza. 

Il rumore viene amplificato di una quantità 
pari al guadagno dell’amplificatore, il cui 
valore in continua, dato dalla [1], è (1+ Rj/ 
R 2 ). Questo è un dato importante, da tener 
presente quanto si confrontano tra loro 
dispositivi diversi; dispositivi con uscita 
più alta hanno un livello di rumore più ele¬ 
vato proprio per effetto dell’amplificazione e pertanto il 
confronto va fatto a parità di tensione di uscita. Ridurre 
il guadagno ad anello chiuso dell’amplificatore riduce 
pertanto il rumore. Ovviamente, per poter mantenere il 
guadagno basso è necessario che la tensione di riferi¬ 
mento utilizzata abbia un valore adeguato. Ad esempio, 
volendo mantenere un guadagno unitario è necessario 
che V REF abbia lo stesso valore di V 0UT . La quantità 
di rumore integrata dipende anche dalla larghezza di 
banda. Riducendo opportunamente la banda si ridu¬ 
ce la quantità di rumore in uscita; per questo motivo 
alcuni consigliano di porre una capacità in parallelo a 
R r Ma anche questo ha un costo. Riducendo la banda 



Fig. 3 - Schema a blocchi dell'ADM7150 e connessioni esterne 
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del convertitore si rallenta la risposta all’assorbimento 
a gradino, cosa che potrebbe costituire un problema in 
presenza di assorbimento variabile. Inoltre una banda 
limitata in frequenza peggiora la reiezione ai disturbi 
sulla tensione di ingresso, specialmente quelli ad alta 
frequenza. 


Il ripple e i disturbi elettrici 

I disturbi sono fluttuazioni più o meno casuali che con 
opportuni accorgimenti possono essere fortemente atte¬ 
nuati se non del tutto eliminati. Possono essere di varia 
natura, come le interferenze elettromagnetiche dovute 
a campi radiati, accoppiamenti capacitivi e induttivi, 
disturbi condotti sulle linee di alimentazione e sui piani 
di massa. Generalmente questo tipo di disturbi può 
essere minimizzato curando il layout del PCB oppure 
ricorrendo a opportuni filtri. 

Quelli che interessano ora sono i disturbi sull’alimenta¬ 
zione e in particolare il ripple; il parametro di riferimento 
è la Power Supply Rejection Ratio (PSRR), che fornisce 
una misura della variazione della tensione di uscita per 
effetto di una variazione della tensione di ingresso ed è 
definita come: 

PSRRtdB ) = 20 • log M 

Wour/ 

AV m indica la variazione della tensione di ingresso e 
AV out la corrispondente variazione in uscita. La fun¬ 
zione di trasferimento tra V IN e V 0UT è nota anche 
come audio susceptibility. Il PSRR dipende da diversi 
fattori, come la frequenza, la corrente 
di uscita e il dropout (V IN - V 0UT ). Per 
minimizzare la sua influenza è neces¬ 
sario comprendere quelle che sono 
le modalità di propagazione verso 
l’uscita. Sempre con riferimento alla 
figura 1, si comprende come il contri¬ 
buto principale provenga direttamen¬ 
te dall’ingresso tramite il MOSFET Q_ 

PASS, ma esistono altri meccanismi 
di propagazione; il generatore di ten¬ 
sione di riferimento e l’amplificatore 
d’errore. Il contributo dovuto alla 
VREF può essere minimizzato filtran¬ 
do opportunamente questa tensione, 
come nel caso del rumore. Per l’am¬ 
plificatore d’errore è necessario che 
sia progettato per avere a sua volta Fig. 4 -Densità spettrale di rumore dell'ADM7150 per diversi valori di CBYP 



un elevato PSRR. Il ripple può essere visto come un 
disturbo introdotto in uscita e dalla teoria dei sitemi 
retroazionati sappiamo che viene ridotto di un fattore 
pari al guadagno di anello (G loop ): 

V . 

ir _ Vrt PP le m r-n 

v ripple 0llt ~ \ + fi £ m 

Il comportamento in frequenza è determinato intera¬ 
mente dall’andamento in frequenza del guadagno d’a¬ 
nello. In questo caso, per attenuare opportunamente 
le componenti ad alta frequenza è necessario che il 
regolatore sia dotato di una banda la più ampia possi¬ 
bile. Questo requisito è in contrasto con quanto visto 
precedentemente per il rumore, che invece richie¬ 
derebbe un basso guadagno alle alte frequenze. In 
questi casi può essere utile introdurre uno filtro attivo 
tra V IN e il source di Q_PASS; questo accorgimento 
comporta un incremento del minimo dropout del 
convertitore. Il guadagno d’anello è anche influenzato 
significativamente dalle condizioni di polarizzazione 
di Q_PASS. Corrente d’uscita e tensione ai capi di 
Q_PASS influenzano il valore in continua della G loop , 
ecco perché il PSRR dipende dal dropout e dalla cor¬ 
rente di uscita. Maggiore è il dropout, maggiore sarà 
il PSRR; stesso discorso per la corrente. La corrente 
di uscita, ovvero il valore del carico, influisce anche 
sulla risposta in frequenza. A correnti più alte corri¬ 
sponde una banda più ampia. 

Alle frequenze, cui corrisponde un guadagno d’a¬ 
nello inferiore a OdB, il ripple viene attenuato esclu- 
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sivamente dal condensatore di uscita. In figura 2 è 
riportato l’andamento tipico del PSRR in funzione della 
frequenza e vengono individuate tre bande; alle basse 
frequenze è dominante il comportamento della V REF , a 
frequenze intermedie il PSRR è controllato dalla G loop , 
mentre alle alte frequenze l’attenuazione è data esclu¬ 
sivamente dal condensatore di uscita. 

L’importanza dell’anello di reazione 
Come visto in precedenza, l’anello di reazione ha un’im¬ 
portanza fondamentale sulle prestazioni di rumore del 
regolatore lineare. Innanzitutto è desiderabile avere un 
guadagno ad anello chiuso che sia il più basso possi¬ 
bile, idealmente unitario, in modo da non amplificare il 
rumore residuo all’ingresso dell’amplificatore di errore. 
In questo caso anche una banda passante limitata aiuta, 
poiché si limita la quantità di rumore integrata. 

Tuttavia una banda passante limitata può rappresentare 
un problema per la reiezione dei disturbi sull’alimenta¬ 
zione, specialmente per le componenti ad alta frequenza, 
e pertanto è necessario scendere a un giusto compro¬ 
messo. 

Infine anche la stabilità del loop di reazione è importante. 
Se la risposta in frequenza del sistema reazionato pre¬ 
senta delle risonanze, queste possono dar luogo a delle 
oscillazioni smorzate sull’uscita (ringing) che possono 
compromettere seriamente le prestazioni a basso rumo¬ 
re del nostro regolatore lineare. 

Per limitare l’occorrenza di risonanze è opportuno ope¬ 
rare una scelta oculata degli elementi di filtro, in partico¬ 
lare il filtro di uscita. 

Regolatori lineari con rumore 
ultra basso 

Analog Devices ha recentemente introdotto la famiglia 
ADM715x di regolatori LDO contraddistinti da un livel¬ 
lo di rumore molto basso, probabilmente il più basso 
tra gli LDO commerciali disponibili sul mercato. Questi 
dispositivi sono stati pensati per applicazioni sensibili al 
rumore, in particolare oscillatori locali a basso rumore 
di fase e convertitori A/D e D/A a elevata risoluzione. 
ADM7150 è la famiglia con tensioni di uscita fisse, 
mentre ADM7151 ha l’uscita regolabile. Caratteristiche 
salienti di questi regolatori: 

• Tensione di ingresso: 4.5V- 16V 

• Corrente di uscita: 800 mA max 

• Dropout: 0.6V @ 5V - 800 mA 

• Tensione di uscita regolabile: tra 1,5V e 5.1V 

• Tensioni di uscita fisse: 16 opzioni tra 1.5V e 5V 

• Basso rumore: 1 mV^ tra 100 Hz e 100 kHz 


• Densità spettrale di rumore: 1.7 nV/VHz da 10 kHz a 

I MHz 

• PSRR: >90 dB da 1 kHz a 100 kHz @ 5V - 400 mA 

Di seguito saranno presi in considerazione gli accorgi¬ 
menti circuitali che hanno consentito il raggiungimento 
di prestazioni così elevate in termini di rumore e reiezio¬ 
ne al ripple sull’alimentazione. 

Con riferimento alla figura 3, in cui si riporta lo schema 
a blocchi del regolatore, si può notare come il blocco 
VREF sia equipaggiato con dei buffer il cui guadagno 
dipende dalla tensione di uscita desiderata; ne consegue 
che non c’è necessità di variare il guadagno dell’amplifi¬ 
catore di errore per regolare l’uscita. 

Un primo livello di filtro viene applicato tramite il con¬ 
densatore CREF. Vi è poi un ulteriore filtro, CBYP, sull’in¬ 
gresso dell’amplificatore di errore. Modulando il valore 
di CBYP è possibile ridurre sensibilmente il rumore a 
bassa frequenza, come mostrato nella figura 4. 
L’amplificatore d’errore è configurato a guadagno uni¬ 
tario. In questo modo il contributo di rumore residuo 
proveniente dalla VREF e il rumore deU’amplificatore 
stesso non subiscono amplificazione. Inoltre, essendo 
il guadagno sempre lo stesso, il livello di rumore risulta 
pressoché indipendente dal valore della tensione di 
uscita. 

Per quanto riguarda i disturbi sull’alimentazione è stato 
aggiunto un filtro attivo sulla linea VIN che ha lo scopo 
di abbattere significativamente il ripple prima che la ten¬ 
sione VIN sia applicata al regolatore. 

La tensione VREG, che a sua volta richiede un opportu¬ 
no condensatore di filtro, presenta pertanto un livello di 
ripple notevolmente attenuato; questo ripple è ulterior¬ 
mente soggetto alla PSRR del regolatore e pertanto è 
possibile raggiungere livelli molto elevati di reiezione. La 
reiezione, ottenuta principalmente con filtri attivi, tende 
a peggiorare alle alte frequenze (60 dB+ a 1 MHz contro 
i 90 dB+ a 100 kHz), per questo è importante curare il 
filtro di uscita che alle alte frequenze gioca un ruolo 
fondamentale. 

II dispositivo è inoltre provvisto di protezione contro il 
corto circuito e protezione termica, e, tramite l’ingresso 
Enable, offre la possibilità di essere posto in shutdown. 
In conclusione, sono state analizzate le sorgenti di rumo¬ 
re in un regolatore lineare, le tecniche per minimizzarle e 
i relativi compromessi di progetto, la reiezione ai disturbi 
sull’alimentazione e dove agire per migliorarla e infine 
l'importanza dell’anello di reazione. 

È stata anche descritta la nuova famiglia ADM715x, i 
dettagli dell’architettura e gli accorgimenti circuitali che 
consentono il raggiungimento di elevate prestazioni nei 
sistemi e circuiti sensibili al rumore. ■ 
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Preamplificatore low noise: 
concetti di base 

Maurizio dì Paolo Emiiio Un pre-amplificatore a basso rumore (LNA) è un 

dispositivo elettronico che amplifica un segnale 
analogico e rappresenta uno degli elementi di 
base di qualsiasi sistema di comunicazione. 
Generalmente è lo stadio che anticipa l’amplificatore 
ad alta potenza. Guadagno, figura di rumore, non 
linearità e impedenza sono i quattro principali 
parametri nella progettazione di LNA 


U n LNA è uno stadio chiave inserito di solito nella parte 
anteriore di un circuito radio-ricevitore. Per quantificare 
la rumorosità di un sistema elettronico viene in aiuto la cifra 
di rumore. La cifra di rumore di un amplificatore multista- 
dio dipende soprattutto dai primi stadi e da qui il nome di 
amplificatori a basso rumore. Un buon LNA deve avere una 
cifra di rumore molto bassa (nell’ordine di ldB) e un elevato 
guadagno (per esempio 20 dB). Di solito per realizzare LNA 
vengono utilizzati JFET impiegati nel regime di alta corrente, 
tale da ridurre il rumore di shot dovuto ai portatori di carica 
quando attraversano una barriera di potenziale. 
L’amplificatore a basso rumore opera sempre in classe A, 
generalmente al 15-20% della sua corrente massima utile. 

Caratteristiche di un LNA 

Un LNA deve avere un elevato guadagno, ma in questo 
caso si parla di guadagno di potenza, dato che per esempio 
sull’antenna arriva una potenza; valori tipici richiesti posso¬ 
no variare da 12 dB a 20 dB. É difficile ottenere un guada¬ 
gno elevato, sia per problemi di rumore sia di 
linearità e stabilità. Un guadagno di 20 dB può 
sembrare piccolo ma si deve tener presente che 
esso attenuerà il rumore degli stadi successivi, 
di un fattore pari al suo quadrato. Il rumore in 
un LNA dipende molto dalle tecnologie e dalle 
applicazioni; si preferisce lavorare con la tecno¬ 
logia bipolare o con quella ad arseniuro di gallio 
(GaAs) perché garantiscono forti riduzioni di 
rumore. Un fattore da tener conto nell’ambito 
degli LNA è il THD (distorsione armonica totale) 
che non ha grande peso nel processo di demo¬ 


dulazione perché, anche se vengono generate armoniche di 
ordine superiore, ci sarà sempre un filtro a banda stretta che 
provvederà a eliminarle. La distorsione che crea problemi 
è invece quella di intermodulazione. Infatti può accadere 
che il canale da ricevere sia di livello piuttosto basso e che 
nelle vicinanze (anche a distanza di 7, 8 canali) vi siano 
canali con livelli di potenza molto più alti. In un amplifica¬ 
tore reale, per potenze sufficientemente elevate il guadagno 
tende ad abbassarsi, la potenza di ingresso per cui il valore 
del guadagno di potenza scende di 1 dB è definito punto di 
compressione a ldB (Fig. 1). 

Il design 

La progettazione di un low-noise pre-amplifier è abbastan¬ 
za delicata in quanto, come descritto in precedenza, deve 
tener conto di alcuni fattori quali la distorsione e il rumore. 
Una possibile soluzione può essere rappresentata dalla 
configurazione a emettitore comune. Il transistor è adattato 
ed è anche nelle migliori condizioni per quanto riguarda il 
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Alcune proposte dal mercato 


In commercio esistono soluzioni integratedi amplificatori a basso 
rumore il cui design si basa sui concetti evidenziati nell'articolo. 
Analog Devices offre numerosi LNA destinati a svariate applica¬ 
zioni. ADA4898-1, per esempio, è un pre-amplificatore a bassis¬ 
simo rumoreedistorsione, guadagno unitario, ideale perl'utilizzo 
in sistemi a 16-bit e 18-bit con alimentazione da ±5V a ±16V. 
Con la vasta gamma di tensione, basso offset e larghezza di 
banda larga, ADA4898-1 è estremamente versatile, ed è dotato 
di un circuito di cancellazione che riduce la corrente di ingresso 
di polarizzazione. ADA4898-1 è disponibile in un package a 
8-lead SOIC, che dispone di un paddle metallico per migliorare 
la dissipazione di potenza e trasmissione del calore; offre inol¬ 
tre un vantaggio dal punto di vista termico rispetto ai package 
di plastica tradizionali. ADA4898-1 è valutato per lavorare nel 
range di temperature industriali compreso tra -40 °C a +105 °C. 
Un altro integrato che vai la pena segnalare è AD8331 a singola 
configurazione, lineare in dB e a guadagno variabile (VGA). Ot¬ 
timizzato per i sistemi a ultrasuoni, è utilizzabile come un ele¬ 
mento di guadagno a basso rumore a frequenze fino a 120 MHz. 
Include un preamplificatore a bassissimo rumore (LNA), un VGA 
X-AMP con 48 dB di range di guadagno e un guadagno selezio¬ 
nabile post-amplificatore con uscita regolabile. Il guadagno LNA 
è di 19 dB con un ingresso single-ended e uscite differenziali. 
Utilizzando un unico resistore, l'impedenza di ingresso LNA 
può essere regolata in modo che corrisponda a una sorgente 


di segnale senza compromettere le prestazioni di rumore. Li¬ 
near Technology fornisce amplificatori a basso rumore, dotati 
di densità di rumore di tensione sotto 1 nV/rtHz, che offrono 
valori molto piccoli ad alta velocità con basso consumo. Per 
esempio, gli LT6233/LT6234/LT6235 sono LNA single/dual/ 
quad a basso rumore, rail-to-rail di uscita a guadagno unita¬ 
rio con rumore di 1.9 nV/V Hz e 1,2 mA di corrente assorbita. 
Questi amplificatori combinano un basso rumore con una 
larghezza di banda di 600 Mhz e uno slew rate di 17 V/ps. Gli 
LT6233 e LT6233-10 comprendono un pin di abilitazione, che 
può essere utilizzato per ridurre la corrente a meno di lOpA. 
Anche Texas Instruments fornisce il suo contributo per la pro¬ 
gettazione di LNA. In particolare, la serie OPA211 raggiunge 
livello di rumorosità di 1.1 nV/Hz con una corrente di soli 3,6m. 
La tensione e il livello di rumore estremamente bassi 
rendono questi dispositivi una scelta eccellente 
come amplificatore filtro di loop in applicazioni PLL. 
Nelle applicazioni di acquisizione dati di preci¬ 
sione, la serie OPA211 fornisce tempo di assesta¬ 
mento dell'ordine di 700 ns di precisione a 16-bit. 
OPA211 è disponibile nelle serie SOIC-8 e SO-8. Una versione 
duale, OPA2211, è disponibile in package DFN-8 (3 mm x 3 mm) 
o come modulo SO-8 PowerPAD. Questa serie di amplificatori 
può operare nell'intervallo di temperatura compreso tra -40 °C 
e +125 °C. 



Fig. 2 - Emettitore comune (LNA) 


Fig. 3 - Configurazione differenziale 
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Fig. 4 - La periferica Move per le Playstation Sony 


rumore (Fig. 2). Questo schema non viene più usato in retroa¬ 
zione, come si faceva in banda base, per applicazioni ad alte 
frequenze; il guadagno complessivo, trascurando gli indutto¬ 
ri, sarà dunque: 


A=g m *R,=R e *^- 

Per la realizzazione integrata si ricorre spesso invece a uno 
schema differenziale (Fig. 3), che permette una buona reie¬ 
zione ai disturbi di modo comune (rumore dell’alimentazione, 
rumori sul substrato...). 

L’impedenza di ingresso è raddoppiata adesso rispetto alla 
soluzione precedente e quindi sarà necessario un riadatta¬ 
mento; inoltre si dovrà procedere alla conversione da segnale 
singolo a differenziale. Entrambi i problemi si risolvono con 
un trasformatore. 

Gli amplificatori finora visti presentano tutti una resistenza 
di ingresso che spesso può essere anche molto differente 
da quella richiesta per l’adattamento, con conseguenti valori 
inaccettabili del Q delle reti di trasformazione. Per evitare 
questo problema, i pre-amplificatori a basso rumore con resi¬ 
stenze di ingresso più basse prevedono sistemi retroazionati; 
fra i possibili modi retroazionanti è quello che permette di 
evitare un’interazione della R c , che fissa il guadagno, con la 
R f che realizza il feedback (Fig. 4).■ 
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Alimentatori 
industriali Serie 
HWS-A15-150W 



La nuova serie di alimentatori AC-DC 
HWS-A è del tutto compatibile per 
formato, dimensioni e funzionalità con 
la serie HWS prodotta finora. Ciò 
consente un facile aggiornamento con 
un prodotto dalla maggiore efficienza 
e dal peso inferiore del 12%. 

• Garanzia a vita “limited lifetime warranty” 

• Alta efficienza (fino al 91%) 

• Tensione d’ingresso a range esteso 

• Tagli di potenza 15, 30, 50,100 e 150W 

• Tensioni di uscita 3,3, 5,12,15, 24 e 48Vdc 
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• Copertura metallica opzionale 


Visualizza la gamma completa: 

www.it.tdk-lambda.com/hws-a 

+39 02 61293863 
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'ECH-FOCUS DATA CONVERSICI 


INTEGRATI PER LA 


Maurizio dì Paolo Emilio La conversione dati è lo stadio di un sistema 

di acquisizione dati in cui il segnale analogico 
viene convertito in digitale per poi essere 
inviato a un sistema di elaborazione. I processi 
matematici principali che entrano in gioco 
sono la conversione analogico/digitale e quella 

digitale/analogica 


N ell’ambito di un generico 
sistema di acquisizione 
dati (Fig. 1), i moderni 
convertitori A/D e D/A sono re¬ 
alizzati in modo tale da poter es¬ 
sere collegati direttamente con i 
microprocessori per implemen¬ 
tare sistemi di distribuzione dati. 

I convertitori sono periferiche 
di input/output a differenza del 
sample-hold, per esempio, che 
rappresentano una periferica 
di output. Gli altri componenti 
(trasduttore, condizionatore del 
segnale o filtro bassa basso), 
non sono normalmente control¬ 
lati dalla CPU e svolgono la loro 
azione direttamente sul segnale 
analogico da acquisire. Spesso 
il dato analogico acquisito, tra¬ 
sformato in dato digitale o por¬ 
tato all’interno della CPU, dopo 
opportune elaborazioni, deve essere trasformato 
di nuovo in segnale analogico atto a pilotare di¬ 
spositivi esterni (Fig. 2). L’elaborazione digitale è 
un approccio sempre più diffuso in ambito elet¬ 
tronico grazie anche all’introduzione di DSP (Di¬ 
gital Signal Processor) che possono essere pro¬ 
grammati dall’utente per eseguire operazioni su 
campioni numerici. 

Impieghi di conversione A/D e D/A si trovano nel¬ 
la trasmissione a distanza, oltre all’elaborazione 
attraverso un PC come accennato in preceden¬ 
za, dove l’introduzione al digitale ha permesso di 
raggiungere limiti sul rapporto segnale-rumore 
cosa che non era permesso con la trasmissione 
analogica. 


Convertitori A/D 

Linear Technology offre una fami¬ 
glia completa di convertitori ana¬ 
logico/digitali ad alte prestazioni 
(ADC): convertitori Delta-Sigma 
16-24 bit per misure di precisio¬ 
ne, fino ad ADC high speed a 16 
bit per le comunicazioni e con¬ 
vertitori ad approssimazioni suc¬ 
cessive 8-20 bit a bassa potenza. 
I convertitori offrono ottime pre¬ 
stazioni in termini di rumore con 
basso consumo energetico e di¬ 
mensioni ridotte del packaging 
per una migliore costruzione del 
PCB. ADC ad alta velocità di Li¬ 
near Technology offrono inoltre 
alte prestazioni pin-to-pin com¬ 
patibili in risoluzioni di 10-12 
-bit, campionamento a 14 bit e 16 
-bit da 1 Msps fino a 310 Msps. 
Qualunque siano le esigenze di 
acquisizione dati, Linear Technology offre ADC 
a 1 canale, 2,4 e 8 canali con interfacce seriali o 
paralleli flessibili con basso consumo energetico 
senza compromettere le prestazioni. Molte di que¬ 
sti ADC offrono caratteristiche uniche per ridurre 
il feedback digitale in situazioni in cui anche le 
buone pratiche di design layout possono fallire. 
Ogni ADC è sostenuto da un sistema demo che ga¬ 
rantisce una corretta disposizione dei componenti 
per realizzare il design massimo delle prestazioni. 
Il gratuito, facile da usare e potente strumento sof¬ 
tware PScope di acquisizione e analisi dei dati, con¬ 
sente agli utenti di valutare le prestazioni di ADC ad 
alta velocità di Linear Technology. PScope consen¬ 
te agli utenti di valutare rapidamente e facilmente 



Fig. 1 - Generico sistema di acquisizione dati 
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Fig. 2 - Conversione A/D e D/A 


il SNR (rapporto segnale rumore), SFDR, THD, così 
come altri parametri chiave di ADC ad alta velo¬ 
cità. PScope può anche eseguire calcoli più com¬ 
plessi come la distorsione di intermodulazione o 
rapporti di Potenza a canale adiacente ( ACPR ) da 
un segnale a spettro diffuso. 

La famiglia deH’LTC2159 (Figg. 3 e 4) rappresen¬ 
ta convertitori A/D, 16 bit di campionamento ed 
è concepita per la digitalizzazione ad alta fre¬ 
quenza con segnali di ampia gamma. È perfet¬ 
to per le applicazioni di comunicazione con le 
prestazioni AC che comprende 77 dB SNR e 90 
dB di SFDR. Un jitter bassissimo di 0.07 psRMS 
permette undersampling di frequenze con ec¬ 
cellenti prestazioni acustiche. Le uscite digitali 
possono essere CMOS Full Rate, doublé CMOS o 
doublé LVDS. Un’alimentazione esterna consen¬ 
te l’oscillazione di uscita CMOS da 1.2V a 1.8V 


Gli ingressi ENC- ed ENC+ possono essere azionati 
in modo differenziale o single-ended con un’onda 
sinusoidale, PECL, LVDS, TTL o CMOS. Uno stabi¬ 
lizzatore clock opzionale consente alte prestazioni 
a piena velocità per una vasta gamma di cicli di 
clock. I convertitori A/D di Analog Devices, inve¬ 
ce, presentano una serie di funzionalità innovative 
che consentono nuove architetture di sistema per 
soddisfare le esigenze del cliente. Design compat¬ 
to, a bassa potenza e basso costo sono i fattori 
principali richiesti dai sistemi odierni. Analog De¬ 
vices offre una vasta gamma del settore di prodotti 
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Fig. 3 - LTC2159 di Analog Devices 
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Fig. 4 - LTC2159, Integrai Non-Linearity (INL) 


garantiti dalle risorse di progettazione, strumenti e 
supporto tecnico on-line necessario per abbrevia¬ 
re i tempi di progettazione. 

AD7656A (Fig. 5) è un esempio di ADC ad ap¬ 
prossimazioni successive a 16 bit, progettato sul 
processo iCMOS (CMOS industriali). iCMOS è un 
processo di combinazione di silicio ad alta ten¬ 
sione con CMOS submicron e tecnologie bipola¬ 
ri complementari. Esso consente lo sviluppo di 
una vasta gamma di circuiti integrati analogici 
ad alte prestazioni, in grado di funzionare a 33V 
in un ingombro che nessuna precedente gene¬ 
razione di dispositivi ad alta tensione potrebbe 
raggiungere. A differenza dei circuiti integrati 
analogici che utilizzano processi convenziona¬ 
li CMOS, i componenti iCMOS possono accettare 
segnali di ingresso bipolari, fornendo maggiori 
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TECH-FOCUS DATA CONVERSION 



Fig. 5 - AD7656A di Analog Devices 


prestazioni, che riducono drasticamente il con¬ 
sumo energetico e le dimensioni del pacchetto. 
Il processo di conversione e di acquisizione dei 
dati è controllato mediante i segnali xCONVST e un 
oscillatore interno. AD7656A dispone di un bus pa¬ 
rallelo ad alta velocità e interfaccia seriale, consen¬ 
tendo al dispositivo di interfacciarsi con micropro¬ 
cessori o processori di segnale digitale (DSP). In 
modalità di interfaccia seriale, AD7656A dispone di 
una funzione daisy-chain che consente a più ADC 
di connettersi a una singola interfaccia seriale; può 
ospitare veri e propri segnali di ingresso bipolari 
nel ±4 x gamma VREF e il ±2 x gamma VREE 


Convertitori D/A 

Linear Technology offre un’ampia proposta di con¬ 
vertitori digitali/analogici (DAC) , includendo fun- 



Fig. 7 - DAC ADI 851 di Analog Devices 


zionalità di tensione o corrente in uscita con fun¬ 
zionalità speciali e una vasta gamma di risoluzioni 
da 8 bit fino a 18 bit, dal singolo canale fino al DAC 
multichannel parallelo, seriale, SPI o I2C. I DAC di 
Linear offrono prestazioni con bassi consumi in un 
piccolo packaging; sono supportati con sistema di 
demo e software di valutazione che dimostrano la 
corretta disposizione e la selezione del dispositivo 
per ottenere il massimo dalle prestazioni di proget¬ 
tazione. Il software QuikEval gratuito, facile da usa¬ 
re, potente e acquisizione dati, permette agli utenti 
di valutare velocemente le prestazioni dei converti¬ 
tori di dati di Linear Technology. 

LTC2756 (Fig. 6) è un convertitore D/A 18-bit a 
corrente di uscita. La risoluzione di 18-bit è ga- 



Fig. 6 - LTC2756 di Linear Technology 


rantita in tutti i gradi di rendimento. Ogni registro 
on-chip (incluse le impostazioni di output-range 
del DAC) può essere letto per la verifica in un 
solo ciclo di istruzione e, se si cambia il conte¬ 
nuto, il registro alterato sarà letto automatica- 
mente durante il successivo ciclo di istruzione. 
Analog Devices (Fig. 7) offre un’ampia gamma di 
DAC, in particolare quelli audio, per un numero 
elevato di applicazioni. Caratterizzati da elevate 
prestazioni, questi DAC audio sono perfettamente 
adatti per applicazioni quali automotive, lettori e 
registratori DVD, console di mixaggio professionale 
e sistemi per effetti digitali. AD 1851, per esempio, è 
un dispositivo a 16 bit, mentre AD 1861 è un dispo¬ 
sitivo a 18 bit. Ogni dispositivo fornisce un ampli¬ 
ficatore in tensione e un DAC. La parte digitale di 
AD 1851/AD 1861 è fabbricata con elementi logici 
CMOS che vengono forniti dal processo di 2 micron 
ABCMOS di Analog Devices. ■ 
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Lo sono i prodotti e Le Aziende che rappresentiamo: Li scegliamo guidati 
dalla competenza e dall’esperienza maturate in 25 anni di attività. Lo sono i 
nostri Clienti che si aspettano la massima qualità e la sicurezza di un 
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TECH-FOCUS CPU 


Le schede di 
acquisizione 
confermano il loro 
ruolo di primaria 
importanza non solo 
nei processi industriali 
ma anche nello 
sviluppo e nella messa 
a punto delle nuove 
tecnologie di cloud 
computing 


SCHEDE DI 
VERSATILI E 


Lucio Pellizzari 


S pesso si pensa alle schede 
di acquisizione dati come 
prodotti tipicamente indu¬ 
striali e in effetti è a tal scopo che 
sono sempre servite; non tutti però 
danno la stessa importanza al ruo¬ 
lo chiave che hanno nell’imminen¬ 
te proliferazione delle reti di cloud 
computing di nuova generazione. 

In effetti, la prossima disponibilità globale di "nu¬ 
vole” ove reperire grande potenza di calcolo con 
terminali che hanno poche risorse ma dispon¬ 
gono di buoni browser, è di per sé abbastanza 
per fare in modo che i fornitori di servizi e di ap¬ 
plicazioni imparino ad aggiornarsi rapidamente 
sulla sconfinata varietà delle grandezze elettri¬ 
che, fisiche, chimiche, biologiche e ambientali 
con cui i prodotti dovranno confrontarsi. Per far 
ciò dovranno inevitabilmente adattare i propri 
prodotti all’incalzante evolvere delle applica¬ 
zioni e quindi saranno costretti a svilupparli e 
collaudarli facendo uso di sistemi di acquisizio¬ 
ne dati aggiornati e adatti ai più svariati settori 
applicativi come il medicale, l’energia, l’inquina¬ 
mento, i trasporti e persino il fitness. 

Nei sistemi di acquisizione di nuova generazio¬ 
ne, l’unità di elaborazione centrale deve essere 


Fig. 1 - L'acquisizione dati per le verifiche di rumore e insonorizzazione con il sistema 
mcdRec di Acoustic Camera si può fare con array di 144 microfoni e campionamento a 
24 bit di 192 KS/s 


in grado di interagire con i più disparati senso¬ 
ri, non solo per poter catturare correttamente 
le informazioni contenute nei segnali, ma anche 
per poterle trasformare, convertire, visualizzare 
e immagazzinare nella forma più adatta a ogni 
applicazione, ossia più utile per chi ci deve la¬ 
vorare sopra. 

La caratteristica che più accomuna i piccoli 
operatori che popolano il mercato dei sistemi di 
acquisizione è proprio la varietà delle tecnolo¬ 
gie per la cattura e la conversione dei segnali 
ed è perciò che offre interessanti spunti un’os¬ 
servazione pandemica degli innovativi DAQ 
multifunzione, che oggi hanno caratteristiche e 
prestazioni sempre più orientate alle applicazio¬ 
ni e sono perciò in grado di offrire un prezioso 
valore aggiunto, in grado di competere con i più 
blasonati leader del mercato. 
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CPU TECH-FOCUS 


ACQUISIZIONE DATI 
MULTIFUNZIONE 




Piccoli protagonisti crescono 
(S/s = campioni al secondo) 

Acoustic Camera è nata come spin-off 
della tedesca Gfai Tech, al cui interno 
funzionava come laboratorio di ricerca 
sin dalla metà degli anni ’90, tanto che 
già nel 2001 proponeva sul mercato i pri¬ 
mi sensori acustici per verifiche di rumo¬ 
re e insonorizzazione. Oggi è distribuita 
in Italia da Spectra propone una varietà 
di array di microfoni capaci di mappare 
l’intensità e le frequenze dei suoni e dei 
rumori sia in vicinanza sia a grandi di¬ 
stanze e ciò consente di individuare le 
aree dove possono insorgere problemi di 
stress meccanico nei materiali coinvolti 
oppure stress fisiologico per le persone. 

Il sistema di acquisizione dati è compo¬ 
sto dal Data Recorder mcdRec che ha 9 
slot cPCI per ospitare fino a 144 canali di ingres¬ 
so analogici differenziali per i microfoni, con ve¬ 
locità fino a 192 KS/s e 12 ingressi digitali da 
6,144 MS/s, oltre a una porta Ethernet per il co¬ 
mando remoto. Le schede cPCI disponibili sono 
quattro e hanno: 24 canali di conversione ADC 


Fig. 3 - Le schede DAQ Elsys TPCE in formato PCIe offrono una 
velocità di acquisizione fino a 240 MS/s e precisione FSR di 0,03% 
nel range da 100 mVa 100V 


Fig. 2 - Il versatile sistema di acquisizione dati Aerotech Sensor Fusion ha 16 ingressi analogici, 32 ingressi 
digitali e altrettante uscite particolarmente adatte al controllo in tempo reale delle movimentazioni 
industriali 


con risoluzione di 24 bit e ingressi differenziali 
in tensione di 2,5 ±1V per i microfoni; 8 canali 
ADC da 24 bit per misure ac/dc da ±10V, 4 ca¬ 
nali ADC da 30 bit per misure TEDS da 4,7 mA e 
da 1 a 23V; 12 canali digitali isolati con ingresso 
da -7 a +12V 

Aerotech, distribuita in Italia da Optoprim, re¬ 
centemente ha introdotto il sistema di acquisi¬ 
zione dati Sensor Fusion, contraddistinto dallo 
slogan ‘‘Fusing I/O Motion” perché capace di 
accogliere svariati trasduttori e adattarsi a mol¬ 
teplici applicazioni prevalentemente orientate al 
controllo delle movimentazioni in tempo reale. 
Il formato è 3U ma si può anche optare per la 
versione desktop con gli stessi supporti sof¬ 
tware, mentre la velocità di raccolta dati è di 5 
MHz. Il Sensor Fusion propone svariate schede 
che si possono comporre secondo le esigenze 
e permettono di configurare fino a 16 ingressi 
analogici con risoluzione di 18 bit e fino a 32 in¬ 
gressi digitali isolati da 5 a 24V mentre in uscita 
si possono installare 8 o 16 canali analogici da 
5 o 10V con risoluzione di 16 bit oppure 4 o 8 
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Fig. 4-11 sistema modulare HBM Genesis HighSpeed si può comporre fino a ottenere 
4576 canali con velocità e precisione da scegliere da 20 KS/s a 100 MS/s e da 14 fino 


a 24 bit 


da 20 bit e fino a 32 canali digitali isolati da 5 o 
24V e 325 mA. 

C’è poi un modulo supplementare con le due 
funzioni di ingresso codificato in 4 encoder dif¬ 
ferenziali TTL e uscita PSO (Position Synchroni- 
zed Output) in 96 canali digitali e 48 analogici. 
Elsys, distribuita in Italia da Hi-Tec, propone le 
nuove schede DAQ in formato PCIe denominate 
TPCE e proposte in 24 modelli diversi con due 
canali differenziali e quattro canali singoli oppu¬ 
re con quattro canali differenziali, tutte con sei 
diverse velocità di acquisizione e conversione e 
cioè di 10, 20, 40, 80, 120 o 240 MS/s. L’inter¬ 
faccia è PCIe a 14 bit ma nella metà dei modelli 
si può configurare a 16 bit migliorando così la 
precisione ma rallentando la velocità a un quar¬ 
to e rispettivamente a 2,5, 5, 10, 20, 30 e 60 
MS/s. Tutti i modelli hanno precisione FSR di 
0,03% nell’intero range di ingresso analogico 
da 100 mV a 100V e integrano una memoria 
RAM di 32 MS per canale che si può espan¬ 
dere a 128 MS per canale. In più ci sono altre 
otto schede con quattro canali differenziali e 
otto singoli oppure otto differenziali e veloci¬ 
tà dello stadio ADC di 10 o 20 MS/s che si ri¬ 
duce a 2,5 o 5 MS/s alzando la precisione da 
14 a 16 bit. Le schede si possono collegare 
insieme per formare piattaforme di acquisi¬ 
zione con fino a 16000 canali. 

HBM Italia è l’attuale filiale milanese di Hot- 
tinger Baldwin Messtechnik e propone la 
nuova famiglia dei sistemi di acquisizione 
dati ad alta velocità Genesis HighSpeed ca¬ 
ratterizzata dalla modularità che permette di 
realizzare piattaforme da 4 fino a 4576 canali 
e dalla disponibilità di condizionatori di se¬ 


gnali fisici adatti a tutti i tipi di sen¬ 
sori e provvisti anche di isolamento 
elettrico fino a 1 MV Ci sono diversi 
modelli con velocità di campiona¬ 
mento che va da 20 KS/s a 100 MS/s 
per canale e precisione da 14 fino a 
24 bit e sono tutti controllabili con il 
sofisticato software Perception che 
riesce a visualizzare su PC fino a 10 
GByte di dati in meno di 10 secondi e 
ha un’interfaccia utente che semplifi¬ 
ca la programmazione e la gestione 
di tutte le funzioni. Le schede GN610 
e GN611 hanno sei canali di acqui¬ 
sizione calibrabili in ingresso da ±20 mV fino a 
±1 KV, ciascuno con isolamento fino a 1 KS/s e 
velocità di 2 MS/s. 

Omega Engineering progetta e produce sensori 
industriali e sistemi di acquisizione ingegneriz- 
zati per applicazioni specifiche, che distribui¬ 
sce anche tramite la sua filiale italiana. Il nuo¬ 
vo modulo di acquisizione dati multifunzione 
OMB-DAQ-2408 offre sedici canali analogici di 
ingresso che possono essere configurati come 
otto differenziali e permettono di misurare sia 
le tensioni sia le temperature con l’elevata riso¬ 
luzione di 24 bit consentita dal convertitore di 
tipo Sigma Delta che ha una velocità massima di 
1,1 KS/s. Ciascun ingresso può essere calibrato 
in uno degli otto intervalli di tensione ammessi 


Fig. 5 - Uno stadio di conversione A/D di tipo Sigma Delta con risoluzione 
di 24 bit e velocità di 1,1 KS/s caratterizza il modulo di acquisizione per 
tensioni e temperature Omega OMB-DAQ-2408 
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Fig. 6 - Plexon aggiunge 
nuove funzioni software 
all'OmniPlex D Neural Data 
Acquisition System pensa¬ 
to per l'analisi dei segnali 
elettrofisiologici in ambito 
medicale 



compresi da ±10V fino a ±0,078V e vi 
si possono collegate le termocoppie di 
tipo J, K, T, E, R, S, B e N, fornite dalla 
stessa azienda, con precisione media 
di ±0,5 °C. Inoltre, lo strumento dispone 
anche di due canali analogici di uscita e 
otto I/O digitali general-purpose, oltre a 
due contatori a 32 bit con ingressi TTL e 
a un’indispensabile porta USB. 

Plexon è stata fondata da Harvey Wig- 
gins, l’inventore del Multichannel Ac¬ 
quisition Processor System meglio 
noto come "Harvey Box” perché da oltre 
trent’anni viene usato dai medici per 
l’analisi neuronaie delle caratteristiche 
fisiologiche di molte patologie. Il siste¬ 
ma di acquisizione dati OmniPlex D Fig. 7 - PCI Express A/D Board Ultraview AD12-2000 consente di sincronizzare i due canali ADC con 
Neural Data Acquisition System sfrut- risoluzione di 12 bit e velocità fino a 2 GS/s per poter acquisirei segnali fino a 4 GS/s 
ta l’efficacia dei front-end specifici per 
la cattura dei segnali elettrofisiologici 
messi a punto dalla stessa società e consente 
di implementare 16, 32, 48, 64, 128, 192 o 256 
canali di conversione ADC con risoluzione di 
16 bit e clock di 40 KHz per altrettanti ingres¬ 
si analogici di 10 mV che attraversano, innanzi 
tutto, uno stadio di amplificazione regolabile a 
50x, 250x o 1 OOOx e poi uno stadio con filtraggio 
Low-cut del 1° ordine a 0,05, 0,5 e 3,0 Hz e fil¬ 
traggio High-cut Bessel del 4° ordine a 8 kHz. In 
più ci sono anche 32 ingressi digitali isolati che 
consentono di aggiungere sensori di misura di 
altro tipo e nell’ultima versione dell’OmniPlex 
Software 1.10 si trovano ulteriori funzioni che 
rendono più rapida e accurata la digitalizzazio¬ 
ne dei segnali. 

Ultraview progetta, sviluppa e fabbrica schede 
di acquisizione dati OEM a elevate prestazioni 
per l’analisi spettrale delle radiazioni elettroma¬ 
gnetiche su tutta la banda fino alla radiofrequen¬ 


za e alle microonde, soprattutto in formato PCI/ 
PCIe e prevalentemente per applicazioni militari, 
aerospaziali, scientifiche o medicali. La nuova 
scheda PCI Express A/D Board AD 12-2000 ha 
due canali di conversione ADC con risoluzione 
di 12 bit e velocità massima di 2 GS/s per cia¬ 
scuno, ma si possono configurare per obbedire 
alla medesima temporizzazione e lavorare come 
un singolo canale da 4 GS/s oppure anche ral¬ 
lentare con clock di 300 MHz e velocità effettiva 
di 300 MS/s per canale. 

A bordo dispone di 8 GByte di memoria RAM per 
canale, ma possono anche trasferire i dati acqui¬ 
siti direttamente a un PC remoto alla velocità di 
1 GB/s. All’ingresso ammette tensione di ±375 
mV con picchi massimi di 750 mVpp e frequen¬ 
za dalla continua fino a 1,7 GHz, ma si possono 
anche affiancare più schede per formare piatta¬ 
forme di acquisizione multiple. ■ 
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Ottimizzare la sicurezza 
dell’auto con rilevamento e 
riconoscimento delle immagini 


Klaus Neuenhueskes 
Senior marketing engineer 
Divisione automotive System 
LSI IC product marketing 
Toshiba Electronics Europe 


Abbinando la nuova tecnologia di 
riconoscimento delle immagini con 
sensori CMOS altamente integrati di nuova 
generazione è possibile raggiungere 
prestazioni ottimali nei sistemi di sicurezza 
visivi per autoveicoli 


S istemi di sicurezza in grado di proteggere passeggeri e 
pedoni e che riducano le probabilità di incidenti, sono 
al primo punto dell’agenda di progettazione degli ingegneri 
automobilistici europei. Inoltre, in Europa la realizzazione di 
questi sistemi è destinata ad assumere un’importanza ancora 
maggiore grazie a iniziative come il sistema di riconosci¬ 
mento Euro NCAP Advanced. Il sistema premia e riconosce 
i costruttori di automobili che mettono a disposizione nuove 
tecnologie di sicurezza che possano garantire un migliora¬ 
mento della sicurezza per il consumatore finale e la società 
in generale, accelerando la conformità agli standard dei 
principali sistemi di sicurezza su una vasta gamma di modelli. 
Già noti con l’acronimo ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems), questi metodi avanzati di assistenza alla guida com¬ 
prendono una vasta gamma di funzioni, come sistemi anticol¬ 
lisione anteriori e posteriori, rivelatori di pedoni e assistenti 
di cambio corsia. Tutte queste funzioni richiedono una buo¬ 
na sensibilità e prestazioni elevate per catturare i dati degli 
oggetti presenti in prossimità del veicolo ed elaborare rapi¬ 
damente tali informazioni al fine di attivare l’azione corretta, 
sia che si tratti di un segnale acustico o visivo che allerti un 
autista di un potenziale pericolo, di un’immagine sul cruscotto 
con informazioni chiave in sovrimpressione, oppure dell’azio¬ 
namento diretto dei freni o di altre funzioni di sicurezza. 

Sistemi ADAS a telecamera 

I sistemi ADAS a telecamera offrono la massima versatilità 
rispetto ad altre soluzioni come i sistemi a radar. Non solo 
catturano le informazioni rilevanti sugli oggetti che circonda¬ 
no il veicolo, ma permettono di avere a display immagini del 
‘mondo reale’, che possono essere combinate con dati e gra¬ 
fici di utilità. Se le immagini catturate sono a colori, è possibile 



Fig. 1 - Sensore ottico CMOS TCM5114PL 


aggiungere funzioni di riconoscimento di semafori e segnali 
stradali, migliorando ulteriormente la sicurezza. 

Questa versatilità presenta, tuttavia, una serie di problema¬ 
tiche, come ad esempio la garanzia dell’efficacia del ricono¬ 
scimento delle immagini in un’ampia varietà di condizioni 
ambientali. A differenza dei telefoni cellulari, ad esempio, le te¬ 
lecamere presenti negli impianti degli autoveicoli e nei sistemi 
di videosorveglianza devono essere in grado di catturare im¬ 
magini anche in condizioni di scarsa illuminazione ed elevato 
contrasto ‘luce-buio’ e ‘buio-luce’, come quando si entra in un 
garage in retromarcia in una giornata luminosa e soleggiata. 
Catturare l’immagine è solo un aspetto della questione - le te¬ 
lecamere generano un’elevata quantità di dati e l’ammontare 
di informazioni che richiedono di essere elaborate in tempo 
reale può essere di per sé significativo. Per di più, a differenza 
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Fig. 2 - Sistema di visione per autoveicoli 


dei prodotti destinati al largo consumo, i sistemi a telecame¬ 
ra per autoveicoli devono mantenere nel tempo prestazioni 
e sensibilità, senza degradazioni, in ambienti spesso difficili. 
Infine, ci si aspetta una sempre maggiore integrazione dei si¬ 
stemi ADAS negli altri moderni sistemi di “infotainment” per 
l’autoveicolo. 

Tenendo in considerazione queste problematiche, i costrut¬ 
tori di semiconduttori stanno sviluppando nuove generazioni 
di sensori ottici e nuovi metodi di sicurezza per l’autoveicolo. 
Questi prodotti integrano sempre più funzioni ADAS dedicate, 
che semplificano e velocizzano progettazione e realizzazione, 
migliorando le prestazioni e la sensibilità del sistema nel suo 
insieme e fornendo al contempo versatilità agli sviluppato- 
ri nella scelta di funzioni e opzioni adattate a uno specifico 
veicolo. 

Sensori ottici CMOS 

Il buon rapporto prezzo/prestazioni e la possibilità di abbat¬ 
tere il numero dei componenti ha reso il rilevamento ottico 
CMOS la tecnologia da preferire nella maggior parte dei si¬ 
stemi di sicurezza a telecamera per autoveicoli. I nuovi sen¬ 
sori CMOS automobilistici seguono di pari passo l’aumento 
progressivo della risoluzione e sistemi che oggi utilizzano 
sensori VGA e sensori da 1,3 megapixel raggiungeranno pre¬ 
sto la Full HD (1080p). Inoltre, i sensori avranno anche un 


crescente numero di funzioni incorporate che miglioreranno 
sensibilmente le prestazioni in condizioni ‘reali’. 

Si consideri, ad esempio, il sensore ottico Toshiba CMOS 
TCM5114PL di recente introduzione (Fig. 1). Si tratta di un 
sensore SoC (System on Chip) che comprende funzioni di co¬ 
difica video. Il sensore utilizza un elevato valore di dot pitch, 
pari a 5,6 |jm x 5,6 pm, che gli permette di catturare immagini 
anche in condizioni di scarsa illuminazione, caratteristica dif¬ 
ficile da ottenere con i sensori tradizionali. Inoltre, il sensore 
comprende un algoritmo HDR (High Dynamic Range) incor¬ 
porato, che permette al TCM5114PL di mostrare immagini 
con gradazioni naturali di luminosità, persino in presenza di 
un’illuminazione a elevato contrasto. 

Applicato a dati di tipo RAW, l’algoritmo HDR a frame singolo 
utilizza un metodo di esposizione con otturatore elettrico a 
doppia linea, con tempi di esposizione brevi e lunghi per cia¬ 
scuna linea. Ciò di conseguenza produce immagini di elevata 
gamma dinamica - equivalenti a più di 100 dB - tramite un 
processo di sintesi. Ciò è utile, ad esempio, quando si deve 
entrare in garage in retromarcia e Tinterno del garage si vede 
a malapena per via del contrasto tra buio interno e luce ester¬ 
na. La funzione HDR permette al sensore di catturare le im¬ 
magini sia aU’interno sia all’esterno del garage. Inoltre, un si¬ 
stema HDR a frame singolo con velocità di frame fino a 60 fps 
migliora la cattura di oggetti in rapido movimento rispetto ai 
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tradizionali metodi HDR multi-frame e non necessita di memo¬ 
ria on-chip aggiuntiva per la memorizzazione dei fotogrammi. 
Oltre all’HDR, il TCM5114PL comprende una serie di altre im¬ 
portanti funzioni come il controllo automatico della luminan¬ 
za (Auto Luminance Control, ALC), l’esposizione automatica 
(Auto Exposure, AE), il bilanciamento automatico del bianco 
(Auto White Balance, AWB), la correzione dell’ombreggia¬ 
mento della lente (Lens Shading Correction, LSC), il rileva¬ 
mento e la correzione in automatico dello sfarfallio (Auto Fli- 
cker Detection and Correction, AFD) e la correzione dei pixel 
danneggiati (Bad Pixel Correction, BPC). Tutte queste funzioni 
minimizzano la necessità di utilizzare componenti esterni e ri¬ 
ducono la necessità di elaborazioni software supplementari. 
La disponibilità di uscite digitali e analogiche NTSC/PAL sem¬ 
plifica l’integrazione con una vasta gamma di pannelli di vi¬ 
sualizzazione. Varianti con funzioni di sovrimpressione e op¬ 
zioni per la conformità alle norme statunitensi di prevenzione 
infortuni in retromarcia sono in via di sviluppo. La necessità di 
avere risoluzioni maggiori è soddisfatta dal sensore ottico To¬ 


shiba TCM5117PL in tecnologia CMOS e formato 1080p (Full 
HD), che combina una dimensione di pixel da 2,7 mm con un 
sistema di riduzione del rumore cromatico (Colour Noise Re- 
duction, CNR) per garantire un’elevata sensibilità, una miglio¬ 
re visibilità e un’ampia gamma cromatica in ambienti a bassa 
luminescenza. 

Elaborazione delle immagini 

Dopo che l’immagine è stata effettivamente catturata in di¬ 
verse condizioni di luce e velocità, deve essere elaborata in 
tempo reale. Ed è a questo punto che emerge l’importanza 
crescente dei processori di riconoscimento ottico per auto¬ 
veicoli. A titolo di esempio, la figura 2 mostra un sistema di 
visione per autoveicoli basato sull’ultima generazione di pro¬ 
cessori Visconti Toshiba di riconoscimento immagini, la serie 
Visconte. 

Realizzato con processore multicore a 32 bit, il Visconte ha 
un’interfaccia video in ingresso che permette di collegare 
fino a quattro telecamere e combina un’architettura di elabo- 
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Fig. 4 - Rilevamento HOG 


razione multiparallela con acceleratori grafici 
multipli. Un’interfaccia video in uscita fornisce 
informazioni a un cruscotto o console LCD, men¬ 
tre la connettività CAN supporta il collegamento 
diretto a un bus CAN per autoveicoli. 

Come descritto nello schema a blocchi di figura 
3, il dispositivo - fornito in un compatto conte¬ 
nitore BGA a 516 contatti da 27 mm x 27 mm - 
comprende anche una memoria su chip, un con¬ 
troller per memorie NOR Flash/SRAM e DDR2 
SDRAM esterne, un’interfaccia PCI Express a 
corsia singola, un temporizzatore a 11 canali e interfacce SPI, 
UART e I 2 C. 

Gli algoritmi di riconoscimento ottico e il software dei proces¬ 
sori embedded per il riconoscimento delle immagini devono 
analizzare ingenti quantità di dati in tempo reale provenienti 
da sorgenti video, fotogramma per fotogramma, senza dover 
consumare troppo in termini di potenza e di memoria. Dispo¬ 
sitivi senza capacità di calcolo in virgola mobile possono ave¬ 
re qualche difficoltà con alcuni algoritmi: questo è il motivo 
per cui il Visconte utilizza un sistema a doppio nucleo ARM 
Cortex-A9 MPCore con unità in virgola mobile (Floating Point 
Unit, FPU) a singola/doppia precisione, integrata in ciascun 
nucleo. Il sistema standard de-facto ARM Cortex-A9 opera in 
congiunzione con il MeP (Media embedded Processor) con 
CPU RISC a 32 bit ad alte prestazioni, di proprietà Toshiba. 
Questo nucleo configurabile dà ai progettisti la possibilità di 
personalizzare i processori in fase di progettazione, e di cam¬ 
biare le configurazioni del processore aggiungendo istruzio¬ 
ni personalizzate per soddisfare i requisiti applicativi. 

Al cuore del dispositivo Visconti c’è un “motore di ricono¬ 
scimento ottico” che comprende quattro motori multicore di 
elaborazione multimediale (Media Processing Engine, MPE). 
Ciascuno di questi MPE comprende un MeP con nucleo RISC 
a 32 bit e un coprocessore MeP adatto all’elaborazione multi¬ 
mediale, più un sistema di I-cache e D-cache e una RAM inte¬ 
grata. Gli MPE utilizzano un’architettura a parallelismo multi- 
grain e la tecnologia VLIW (Very Long Instruction Word), in 
cui operano più istruzioni contemporaneamente tra cui le 
SIMD (Single Instruction Stream-Multiple Data Stream). 

Acceleratori per l’elaborazione delle immagini 
I sei acceleratori incorporati nel chip Visconti offrono un’e¬ 
laborazione dedicata ad alta velocità delle funzioni chiave 
richieste nell’elaborazione ottica. L’acceleratore a trasforma¬ 
zioni affini, ad esempio, svolge funzioni come il ridimensio¬ 
namento, la correzione della distorsione di lente e trasfor¬ 
mazioni basate su tabelle di riferimento o formule, al fine di 
eliminare la distorsione dalle immagini mostrate al guidatore. 
Un acceleratore di accoppiamento svolge funzioni di elabo¬ 
razione stereoscopica, tracciamento e propagazione ottica, 


mentre due acceleratori di filtro ottimizzano ulteriormente le 
prestazioni di sistema grazie a funzioni che vanno dalla ridu¬ 
zione e appiattimento del rumore al rilevamento di contorni e 
angoli e conversione dello spazio cromatico. 

Gli istogrammi forniti dagli acceleratori Visconti permettono 
l’identificazione di oggetti specifici e in particolare dei pedo¬ 
ni. Utilizzando una tecnica nota come “istogramma dei gra¬ 
dienti orientati” (Histogram of Oriented Gradients, HOG), gli 
acceleratori confrontano le immagini rilevate con caratteri¬ 
stiche note dell’aspetto e dei movimenti del corpo umano per 
distinguere i pedoni da oggetti inanimati come cassonetti o 
cassette postali. 

La tecnica si basa sulla premessa che i contorni associati a 
parti del corpo come spalle, braccia, gambe e fianchi presen¬ 
tano gradenti caratterizzati da limiti superiori e limiti inferio¬ 
ri e da specifici orientamenti reciproci che dipendono dalla 
regione anatomica. Il sistema rileva la presenza di persone, 
costruendo gli HOG illustrati in figura 4. Sebbene la velocità 
di rilevamento dell’HOG standard sia limitata, i team di ricer¬ 
ca di Toshiba hanno migliorato l’algoritmo HOG, aumentando 
la velocità di rilevamento dei pedoni. Il recente processore 
Visconti fa un ulteriore passo avanti con un acceleratore 
hardware che combina la funzione CoHOG (Co-occurrence 
of Histograms of Oriented Gradients) con una macchina a vet¬ 
tori di supporto lineari. Questo acceleratore utilizza coppie di 
HOG che sono più descrittive di un HOG a orientamento sin¬ 
golo e richiedono un’elaborazione meno complessa rispetto 
ad alternative come il riconoscimento ‘shapelet’ (combinazio¬ 
ne dei contorni). Il CoHOG è considerato il metodo HOG più 
efficiente per un rilevamento affidabile dei pedoni. 

Consumo di potenza 

Infine, vai la pena notare che a dispetto delle elevate pre¬ 
stazioni e della complessa elaborazione richieste nei sistemi 
ADAS basati su immagini, è indispensabile per gli sviluppato- 
ri cercare di mantenere i consumi al minimo indispensabile. 
L’approccio di Toshiba mira specificamente a questo obiet¬ 
tivo, ottenendo un consumo tipico dell’ordine di l.xW, che 
dipende dal grado di elaborazione attualmente richiesto dalle 
diverse applicazioni operanti in parallelo. ■ 
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Principali tendenze 
nella moderna progettazione 
di circuiti ASIC 

Robert Troy Negli ultimi decenni molti costruttori di 

ON Semiconductor . . . . . , . 

apparecchiature elettroniche, attivi in 
un’ampia varietà di settori applicativi, 
hanno dimostrato una chiara intenzione di 
abbandonare progressivamente l’utilizzo di 
circuiti integrati ASIC (Application Specific 
Integrated Circuit), affidandosi maggiormente 
ai normali componenti commerciali 


I l motivo principale di questa disaffezione dagli ASIC era 
da ricercare nella necessità di abbattere i costi generali 
e di dedicare meno risorse alle attività progettazione. 
Nella realtà, ciò è avvenuto di rado dal momento che, negli 
ultimi 3 o 4 anni, molte di queste società hanno di fatto 
supportato i team di progetto, mantenendo un approc¬ 
cio basato prevalentemente su circuiti di tipo ASIC, così 
da distinguersi il più possibile dai propri concorrenti in 
settori di mercato sempre più in competizione. Ciò nono¬ 
stante, è evidente che il panorama degli ASIC sta subendo 
sostanziali trasformazioni e i costruttori devono adeguarsi 
di conseguenza. 

Vi sono diversi fattori da considerare nello sviluppo di un 
ASIC, se si vuole essere certi che il sistema in cui il chip 
verrà inserito sia il più efficiente possibile, mantenendo in¬ 
vece al minimo i costi e i tempi di sviluppo. È quanto verrà 
affrontato nel seguito di questo articolo. 

In generale, i parametri chiave coinvolti nello sviluppo 
di un qualsiasi circuito ASIC sono prestazioni, potenza, 
dimensioni del chip, costo unitario, funzionalità, costi di 
progetto non ricorrenti (NRE, non-recurring engineering) 
e considerazioni relative ai tempi di commercializzazione. 
Numerosi sono gli aggiustamenti che permettono di mi¬ 
gliorare uno o più di questi parametri, ma è ovvio che se 
un cliente desidera il massimo da un determinato aspetto 
dell’ASIC dovrà sacrificare qualcos’altro. Ad esempio, in 
un dispositivo portatile di largo consumo si considera alta¬ 


mente vantaggioso mantenere al minimo il consumo di po¬ 
tenza dell’ASIC, così che la batteria del prodotto finale duri 
più a lungo. È anche probabile che bisognerà tenere in 
considerazione le limitazioni di spazio. Se occorre soddi¬ 
sfare adeguatamente queste due richieste, è probabile che 
si debbano raggiungere dei compromessi nella gamma 
delle caratteristiche operative o nella velocità dell’ASIC. 

Un problema di prestazioni 

Sebbene la logica programmabile sia stata descritta come 
un sostituto della tecnologia a celle standard, in realtà gli 
FPGA non possono offrire le prestazioni degli ASIC. Sono 
versatili perché consentono di effettuare cambiamenti al 
progetto sia durante il processo di sviluppo - dando la 
possibilità di prototipare per tempo l’hardware o un tool di 
sviluppo software (al fine di ridurre i rischi) - sia a stadio 
avanzato, quando il prodotto finale necessità di “revam- 
ping”; ma quando occorre quel tipo di ottimizzazione che 
possono offrire gli ASIC, gli FPGA non possono competere. 
Se un progettista basa il suo progetto su una combinazio¬ 
ne di FPGA, dovrà accettare delle limitazioni per quanto 
riguarda le dimensioni dei diversi chip utilizzati, il numero 
di tabelle LUT (Look-Up Table) disponibili e così via. Con 
un ASIC è completamente diverso: il progettista ha carta 
bianca. La portata è molto maggiore quando si parla di pa¬ 
rametri come l’utilizzo dello spazio su scheda, la gestione 
della potenza, la velocità operativa; ciò che bisogna deci- 
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dere è a quale di questi aspetti si vuole dare la priorità. In 
molti casi, naturalmente, i progettisti di sistema vogliono 
avere tutto e subito. Per questo motivo è di fondamenta¬ 
le importanza affrontare preventivamente l’argomento. In 
passato, la progettazione e la realizzazione degli ASIC av¬ 
veniva con pochissimo dialogo tra progettista e costrutto¬ 
re. Oggi, la complessità dei progetti, le limitazioni rilevanti 
in termini di tempi e costi, nonché le prestazioni richieste, 
indicano che questo non è più possibile. Ci dovrebbe es¬ 
sere una discussione approfondita tra le parti interessate 
fin dall'inizio. Ciò include la scelta di una tecnologia di 
processo che possa influire in maniera significativa sulle 
potenzialità dell’ASIC e sulle funzioni realizzabili. Questo 
significa che i clienti sono consapevoli di ciò che è pos¬ 
sibile ottenere e che le loro aspettative possono essere 
tenute sotto controllo; di conseguenza, il progetto può 
essere completato rispettando i tempi previsti, evitando 
costose iterazioni. 

L’importanza dei blocchi IP 

In molti casi, i sistemisti affrontano oggi i problemi di re¬ 
alizzazione degli ASIC utilizzando standard per definire le 
interconnessioni di sistema, i sottosistemi di elaborazione 
e le interfacce esterne. Ci sono processori e sottosistemi 
di grande diffusione che condividono un bus di intercon¬ 
nessione comune, consentendo la portabilità del codice 
da un dispositivo all’altro. Blocchi funzionali di proprietà 
intellettuale (IP, Intellettual Property) conformi a protocol¬ 
li di interconnessione ad alta velocità con standard veri¬ 
ficabili (come PCI Express, Ethernet o MIPI) permettono 
al progettista di sistema di utilizzare l’interfaccia fisica 
standard e i blocchi di controllo e di essere certi che la 
compatibilità non sarà un problema quando l’ASIC sarà 
stato prodotto. Sono anche disponibili molti standard di 
interfacciamento per memorie a larga banda insieme a 
interfacce a funzionamento certo sul silicio che posso¬ 
no essere utilizzate nel progetto. L’applicazione di que¬ 
sti standard facilita il riutilizzo di blocchi IP già collaudati 
nei dispositivi ASIC e quindi riduce il rischio di errori che 
possono compromettere il progetto, sia dal punto di vista 
tecnico sia da quello economico. Spesso i clienti sovra¬ 
stimano i requisiti del circuito ASIC; chiederanno l’inclu¬ 
sione di nuclei di elaborazione ad alte prestazioni (come 
le serie ARM Cortex A e PowerPC 460) o di un’interfaccia 
seriale ad alta velocità (come USB 3.0), quando invece, se 
fossero un po’ meno esigenti in merito alle specifiche, un 
ASIC più che accettabile potrebbe essere realizzato con 
tempi di sviluppo abbreviati e con costi non ricorrenti 
meno rilevanti. 

Gli odierni architetti e ingegneri di sistema restano con la 
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Fig. 1 - Ciclo di sviluppo di un circuito ASIC 


necessità di fare alcune scelte difficili. Il pensiero tradi¬ 
zionale dice che essi possono decidere di svolgere tutto 
il lavoro di realizzazione e gestire la fabbricazione, l’as¬ 
semblaggio e la batteria di test in prima persona o, in al¬ 
ternativa, possono richiedere la collaborazione di piccoli 
studi di progettazione e fonderie per soddisfare i propri 
requisiti di sistema. Sebbene questa seconda opzione im¬ 
plichi che alcune delle attività coinvolte siano affidate a 
terzi, in realtà vi è comunque la necessità specifica per 
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il sistemista di supervisionare il flusso di progetto, non¬ 
ché le attività di packaging e di collaudo, dal momento che 
anche un piccolo difetto potrebbe compromettere l’intero 
investimento. 

Un’alternativa all’outsourcing (studio di progettazione 
e fonderia) o ai lavori in economia (con staff interno) è 
quella di associarsi con un costruttore/distributore di se¬ 
miconduttori già consolidato nel settore degli ASIC. Anche 
se il numero di tali società di semiconduttori è diminui¬ 
to negli ultimi tempi, vi sono ancora aziende che offrono 
servizi completi di realizzazione di circuiti ASIC. Questa 
strada consente al produttore di sfruttare in diversi pro¬ 
cessi l'esperienza del costruttore/distributore, in modo da 
poter scegliere la soluzione più adatta a un particolare set 
di requisiti applicativi, e permette di sapere quali sono i 
blocchi IP che lavorano bene insieme, così da migliorare 
le prestazioni generali del sistema. Ad esempio, in progetti 
già realizzati potrebbe essere stato accertato che alcune 
permutazioni di blocchi IP MAC e PHY funzionano molto 
bene quando si aggiungono funzioni di interconnessione a 
un sistema ASIC che utilizza una determinata tecnologia di 
processo. Inoltre, sebbene gli ASIC offrano un più elevato 
grado di sicurezza applicativa rispetto ai circuiti integra¬ 


ti alternativi, vi è una crescente preoccupazione a livello 
industriale per il problema della contraffazione. È quindi 
particolarmente importante che i produttori siano consa¬ 
pevoli dell’impatto commerciale che ciò potrebbe avere. 
Ciò si aggiunge alla necessità impellente di cooperare con 
un’azienda che abbia la capacità di impedire il verificarsi 
di tali problemi. 

Una varietà di pressioni commerciali e tecnologiche hanno 
prodotto un cambio di rotta significativo nelle strategie dei 
produttori quando questi si imbarcano nella progettazione 
di sistemi nuovi che utilizzano circuiti ASIC. ON Semicon¬ 
ductor dispone di tutte le risorse per far fronte alle esigen¬ 
ze di un mercato mutevole come quello dei circuiti ASIC. 
L’azienda fornisce alla clientela servizi di realizzazione 
ASIC e l’esperienza nella fabbricazione di semicondutto¬ 
ri, utilizzando un mix di tecnologie avanzate provenienti 
dai propri stabilimenti o da quelli delle fonderie associate. 
L’azienda offre inoltre ai propri clienti l’accesso al team di 
specialisti IP, così che i sistemisti possano prendere deci¬ 
sioni informate quando si tratta di trovare dei compromes¬ 
si basati su prestazioni, potenza, costi, funzionalità e così 
via, ottimizzando perfettamente il sistema per il compito 
specifico assegnato. ■ 


INDUSTRIA!. POWER EXPERT 


MORNSUN non è solo un produttore di ACDC e DCDC converter, ma fornisce valore aggiunto e 
innovative soluzioni con i propri ed unici progetti e prodotti. Con più di 200 ingegneri e oltre 1000 
impiegati, MORNSUN è un punto di riferimento per lo sviluppo nel settore degli ACDC e DCDC converter. 

Oltre a proporre prodotti sempre più tecnologici e performanti, MORNSUN offre prezzi competitivi 
e consegne in 2-4 settimane. 

MORNSUN è certificata: IS09001:2008, ISO 14000, OHSMS 18001 e TS 16949 
I prodotti MORNSUN sono conformi agli standard: UL60950, EN60950, UL60601-1 e EN60601-1 



MORNSUN® 


Email: info@mornsun.cn 
http://www.mornsun-power.com 



Per informazioni e richieste, contatta il 
distributore di MORNSUN in esclusiva per l'Italia: 



La gamma di prodotti MORNSUN: Emergy Tech Srl 

- DCDC converter da 1/4 di Watt a 50 Watt con isolamento da 1000VDC a 6000VDC o senza isolamento, v ia Sant'Adele, 7, 20094 - Corsico (MI) 

con ingresso fisso o 2:1 o 4:1 o 6:1 o 12:1, uscita singola o duale sia regolata e non regolata; Teli : +39 339 349341 5 Tel2: +39 02 4408403 

- ACDC converter da 1 a 120W con isolamento da 3000VAC a 4000VAC, ingresso universale Fax: +39 02 45106691 

85-264VAC uscita singola o doppia o tripla o quadrupla; E-mail: info@emergytech.com 

- Versioni: SIP, DIP, SMD, per montaggio su PCB e DIN Rail Web: www.emergytech.com 

















NFC 


Interfaccia di comunicazione 
ultra low cost 
per gli smartphone 

Bemd Hantsche La tecnologia NFC offre ora un’alternativa più 

competenza wireless conveniente per chi ha finora evitato 1 uso di 

Rutronik WiFi e di Bluetooth per ragioni di costo 


N FC è una delle numerose interfacce che si trovano 
nei moderni smartphone. Essa può essere utilizzata 
per funzioni di ingresso e di uscita, per il trasferimento di 
dati locali o anche come gateway Internet per tutti i tipi 
di apparecchi. Questo richiede solo un investimento di 
pochi centesimi. Inoltre, è possibile trasferire fino a 100 
mW di energia, di modo che alcuni apparecchi possano 
funzionare senza alimentazione elettrica. La tecnologia 
NFC offre ora un’alternativa più conveniente per chi ha 
finora evitato l’uso di WiFi e di Bluetooth per ragioni di 
costo. 

Applicazioni e accessori universali 
Indifferentemente, qualsiasi dispositivo 
attualmente in fase di sviluppo - privo di una 
propria applicazione per i comuni smartpho¬ 
ne, mette i produttori in una posizione di 
svantaggio competitivo. È possibile creare 
rapidamente un’applicazione per funziona¬ 
mento, monitoraggio, manutenzione o anche 
logistica interna del fornitore. Come inter¬ 
facce radio locali sono disponibili per lo più 
WiFi, il classico Bluetooth, Bluetooth Low 
Energy, ANT e NFC. Ciascuna tecnologia ha 
la sua ragione d’essere - tuttavia che cosa è 
possibile usare con i minimi costi aggiuntivi 
possibili e quali limitazioni si devono tenere 
conto nell’acquisto? 

NFC è anche solo RFID 
La tecnologia NFC (Near Field Communica- 
tion) è basata sui ben noti protocolli RFID ISO/ 

IEC 14443 (a corto raggio) o, praticamente già 
supportato, ma ufficialmente ancora in fase di 


approvazione, 15693 (a lungo raggio). Diversamente dal 
protocollo RFID classico, esistono tre diverse modalità di 
utilizzo di NFC (Fig. 1). Uno smartphone può fungere sia 
da emettitore, quindi produrre un proprio campo elettro- 
magnetico (modalità in lettura), sia anche da transponder, 
che reagisce unicamente in modo passivo a un campo 
generato esternamente (modalità di emulazione carta). 
Attraverso la modalità peer-to-peer due apparecchi NFC 
comunicano l’uno con l’altro in modo praticamente con¬ 
temporaneo in modalità sia passiva, sia attiva. 

Per favorire la diffusione di un approccio il più conve¬ 
niente possibile dal punto di vista economico, in modo 
da poter interagire con uno smartphone, si utilizza in 
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Fig. 1 - Illustrazione delle modalità operative NFC 
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Fig. 2 - Diagramma a blocchi dei componenti M24LR04E, M24LR16E o M24LR64E 


particolare la modalità di lettura attiva del minicomputer 
portatile. Attraverso un’antenna induttiva, sotto forma di 
piste conduttive su PCB a basso costo, tuttavia piuttosto 
grandi, o sotto forma di una bobina come componente 
montabile, il telefono mobile può accedere all’applicazio¬ 
ne finale su una memoria. Dato che la memoria è collega¬ 
ta al contempo anche al microcontrollore dell’applicazio¬ 
ne finale, si parla di una memoria a interfaccia duale. Tali 
componenti di memoria sono realizzati come EEPROM o 
FeRAM, con tagli di memoria diversi, crittografia AES, 
interfacce host e funzionalità di energy harvesting. A 
seconda dell’applicazione, per esempio, si usa solo una 
memoria da 64 kb, oppure si può scegliere una memoria 
più piccola da 4 kb, utilizzata unicamente come buffer 
temporaneo per il trasferimento dati. 

Allo stesso modo l’utilizzo del protocollo dipende dall’ap¬ 
plicazione. ISO/IEC 14443, con una velocità fino a 106 
kbps; è progettato piuttosto per le velocità di trasmis¬ 
sione dati superiori. A seconda del design dell’antenna, 
lo smartphone dovrebbe essere tenuto direttamente sul 
dispositivo finale. Il raggio tipico è attorno ai 10 cm, al di 
sopra le dimensioni dell’antenna diventano molto poco 
pratiche. Attraverso la ISO/IEC 15693 possono invece 


essere raggiunti 30 cm con antenne di dimensioni prati¬ 
che. In base alla velocità di trasmissione dati di 26 kbps 
questa tecnologia è adatta piuttosto per lo scambio dei 
dati di impostazione come trasmissione di aggiornamenti 
firmware o di informazioni con volumi simili. 

NFC: nota per i pagamenti, utile per molte applicazioni 
Esistono innumerevoli casi di applicazioni, in cui può 
essere utile l’accesso contemporaneo alla memoria attra¬ 
verso microcontrollore e smartphone. In questo modo 
può essere semplificata l’associazione fra dispositivi 
Bluetooth, così come l’integrazione di apparecchi WiFi 
in infrastrutture esistenti. L’immissione del codice pin, 
del nome della rete o della chiave di sicurezza possono 
essere eventualmente omessi a causa della breve distan¬ 
za operativa dell’interfaccia NFC. Se si desidera limitare 
ulteriormente l’accesso, è possibile inoltre identificare 
l’apparecchio grazie all’UID non falsificabile (un numero 
identificativo unico a livello mondiale di una memoria 
RFID) e di permettere o di rifiutare l’associazione Blue¬ 
tooth o la connessione WiFi attraverso un allineamento 
fra database. 

Dotando un forno a microonde o un forno con un chip 
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Fig. 3 - Possibili realizzazioni della struttura di antenna 




di memoria a interfaccia duale di questo tipo, è possi¬ 
bile scaricare da Internet ricette attraverso il telefono 
cellulare e di programmare direttamente le impostazioni 
raccomandate per i robot da cucina attraverso l’interfac¬ 
cia NFC. Le etichette dei prezzi digitali e i badge, dotati 
di un display e-paper, possono essere programmati solo 
con un terminale NFC; inoltre, attraverso l’interfaccia 
NFC è fornita unitamente anche l’energia per modificare 
la visualizzazione del display, in modo che non sia neces¬ 
saria alcuna batteria e non occorra alcun connettore 
per connessioni via cavo. Sono forniti anche sensori di 
temperatura che, attraverso il contatto con un telefono 
mobile dotato di funzionalità NFC rilevano i dati misurati 
e li trasferiscono sul telefono per la memorizzazione o per 
un’ulteriore elaborazione. 

Già durante la produzione e l’assemblaggio delle schede 
è possibile depositare sin dall'inizio i dati di produzione 
e semplificare in questo modo la tracciatura delle fasi di 
produzione. In questo modo è possibile documentare in 
modo trasparente all’utente servizi, manutenzioni, ripa¬ 
razioni e aggiornamenti successivi. Oltre a ciò viene reso 
impossibile lo scambio dell’hardware. Una funzionalità 
di questo tipo non è solo utile per il produttore o per 
il tecnico che fornisce il servizio di manutenzione, ma 
anche l’utente finale ne approfitta: qualora l’apparecchio 
presenti un guasto, l’utente può avvicinare lo smartphone 
all’apparecchio stesso e ricevere automaticamente un’i¬ 
struzione che indica dove si trova il guasto e che cosa 
si deve fare per eliminarlo. Attraverso la memoria NFC 
l’apparecchio, il suo stato e il codice errore generato del 
microcontrollore sono trasferiti sullo smartphone. L’appli¬ 
cazione specifica del produttore invia i dati a un server, 
questo risponde con il link al PDF corretto, in cui il guasto 
è documentato, che indica quali tasti devono essere pre¬ 


muti per far riprendere il funzionamento all’apparecchio. 
È inoltre possibile riprogrammare apparecchi già prodot¬ 
ti, senza dover aprire la confezione o senza dover inserire 
una batteria. Allo stesso modo, il potenziale consumatore 
all’interno del negozio può posizionare il proprio smar- 
thone davanti alla merce per l’identificazione e ricevere 
un secondo dopo il video promozionale corrispondente 
da Internet sul proprio terminale - i codici QR antiestetici 
così non devono più distogliere gli occhi dai bei prodotti. 
Questa lista dei casi applicativi possibili può essere este¬ 
sa quasi all’infinito, basta solo impostare i limiti dell'in- 
tervallo desiderato e della velocità di trasmissione dati. 

Prodotti già disponibili 

Rutronik collabora su base esclusiva con tre produttori di 
chip di memoria con interfaccia duale dotati di un’inter¬ 
faccia NFC di questo tipo. I prodotti di Panasonic, Fujitsu e 
ST differiscono solo leggermente nelle specifiche. Mentre 
ST utilizza dispositivi EEPROM e ISO 15693, Fujitsu impie¬ 
ga FeRAM e anche ISO 15693, Panasonic per contro dispo¬ 
sitivi FeRAM e ISO 14443. ST e Panasonic offrono delle 
soluzioni di energy harvesting - entrambi permettono 
un’alimentazione attraverso gli smartphone (o altri lettori 
RFID) con un massimo di 100 mW, che è sufficiente per un 
microcontrollore, per i sensori o per un display LCD. Allo 
scopo di fornire agli sviluppatori la possibilità di testare 
ampiamente da sé la soluzione, ST offre il kit dimostrati¬ 
vo “M24LR-Discovery”. Esso consiste in una scheda con 
funzioni di lettura, che è basata sul componente CR95HF 
e può essere collegata a un computer attraverso un cavo 
USB. Oltre a ciò, il kit include un PCB passivo basato su 
un dispositivo M24LR04E. Il componente M24LR04E, il cui 
schema a blocchi è disponibile in figura 2, alimenta attra¬ 
verso l’energia ricevuta un microcontrollore, un conver- 
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titore AD per la visualizzazione della tensione di alimen¬ 
tazione indotta, un sensore di temperatura, dei pulsanti e 
un display LCD. La funzionalità NFC è attivata sul proprio 
cellulare e permane nelle vicinanze della scheda M24LR, 
di modo da indicare la temperatura o la tensione. Qualora 
si abbia uno smartphone Android con funzionalità NFC, è 
possibile riprogrammare il controllore o il display attra¬ 
verso un’applicazione disponibile. Come alternativa al 
cellulare NFC Android ST offre la possibilità di scaricare 
dalla propria homepage un programma Windows per la 
scheda CR95HF inclusa, con cui la scheda M24LR può 
essere riprogrammata. 

Oltre al componente M24LR04E con quattro blocchi di 
memoria da 1 kbit, sono anche disponibili versioni con 
16 o 64 blocchi di memoria. Ciascun blocco di memoria 
può essere protetto da scrittura e/o accesso in lettura 
via radio attraverso tre password individuali. La EEPROM 
supporta un milione di cicli di scrittura e memorizza dati 
fino a 40 anni senza perdita di dati. L’alimentazione può 
avere luogo fra 1,8V e 5,5V. La modalità ad alta velocità 
dell’interfaccia RF consente di raggiungere velocità fino 
a 53 kbps. L’antenna può essere realizzata in tre modi 
diversi (Fig. 3): un’antenna esterna può essere posizio¬ 
nata il più possibile vicino alla parete di alloggiamen¬ 
to, come un’antenna sullo stesso PCB o come il resto 
dell’applicazione e consente quindi di ottenere un raggio 
operativo superiore. I costi sono abbastanza elevati a 
causa dei cavi necessari e del montaggio relativamente 
complesso. Oltre a ciò, il chip può essere impiegato solo 
per la logistica in produzione, dopo che l’antenna è stata 
collegata. 

Una bobina da 4,7 pH, sotto forma di 
componente montabile, richiede in ultima 
analisi meno spazio rispetto alle altre 
alternative. Il raggio di azione tuttavia è 
piuttosto limitato e per di più essa deve 
essere allineata esattamente all’antenna 
del lettore. Come interfaccia ultra-low- 
cost si ha anche il semplice collocamen¬ 
to dell’antenna direttamente accanto al 
componente M24LR04E su PCB. 

A seconda del raggio operativo necessa¬ 
rio, la struttura può essere innanzitutto 
calcolata con l’aiuto di un tool di calcolo, 
che è disponibile e può essere scaricato anche dalla 
homepage di ST. Rutronik offre inoltre delle antenne di 
riferimento per il test. 

Una realizzazione sperimentale con un Samsung (Google) 
Nexus S presenta una struttura di antenna quattro volte 
più piccola rispetto alle tecnologie ISO 14443 comparabili. 


Un’antenna di 75x45 mm consente di ottenere un raggio 
operativo di 55 mm fino al terminale mobile, una struttu¬ 
ra di antenna con 20x40 mm almeno di 32 mm. Una sola 
antenna con 15x15 mm potrebbe diventare problematica 
con un raggio di azione di 17 mm per alcune strutture di 
apparecchi. Nella pratica questo significa che con uno 
smartphone è possibile ottenere distanze fino a circa 5 
cm. Utilizzando EEPROM a interfaccia duale già in fase di 
produzione e antenne di grosse dimensioni su un lettore 
industriale robusto, è possibile programmare lo stesso 
PCB da una distanza di circa 1,5 m. 

I costi (aggiuntivi) 

I costi per un componente M24LR04E sono dell’ordine di 
30 centesimi al pezzo. Una EEPROM confrontabile senza 
interfaccia radio ed energy harvesting costa approssi¬ 
mativamente 10 centesimi. Con questo si hanno costi 
aggiuntivi di circa 20 centesimi per rendere un apparec¬ 
chio finale abilitato a Internet, per aggiungere pulsanti e 
display per inserire funzioni vocali oppure un’interfaccia 
di servizio e di aggiornamento. 

Alternative low cost all’NFC 

A seconda del controllore host e della periferia sele¬ 
zionata, l’interfaccia NFC, nonostante i modesti costi 
aggiuntivi di appena quasi 20 centesimi, nondimeno non 
costituisce il modo più economico per collegare il pro¬ 
prio apparecchio a uno smartphone. Un’alternativa inte¬ 
ressante è un System On Chip Wireless derivato di Nor- 
dic Semiconductor. Per il componente nRF51822 Nordic 
offre uno stack Bluetooth Low Energy 
gratuito. Sia il chip, sia lo stack sono già 
certificati da parte del Bluetooth Special 
Interest Group (SIG). Il cliente riceve un 
microcontrollore ARM M0 Cortex con un 
convertitore AD, I/O generai purpose e 
una memoria Flash da 128 o da 256kB; i 
soli componenti aggiuntivi richiesti sono 
un oscillatore al quarzo esterno da 16 
MHz, un filtro balun BAL-NRF01D3 di ST 
e un’antenna da 2,4 GHz che può essere 
realizzata senza alcun costo aggiuntivo 
sul PCB. Il costo della BOM è senz’altro 
ridotto, mentre il range operativo supera 
con circa 50 metri non solo la tecnologia NFC, ma anche 
l’interfaccia Bluetooth classica a parità di potenza di tra¬ 
smissione. Una batteria a bottone CR2032 dura in genere 
diversi anni. Questo esempio mostra che non sempre la 
soluzione che a prima vista appare più economica sia 
effettivamente quella ottimale. ■ 


L'interfaccia NFC 
non costituisce il 
modo più economico 
per coilegare il 
proprio apparecchio 
a uno smartphone 
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COMPONENTS RESISTORI 


Resistenze pirotecniche 
a film sottile 

Gianluca scotti I resistori MEPIC di Vishay consentono di 

regolare l’accensione dei dispositivi esplosivi 
in una gamma di applicazioni molto più varia 
rispetto ai precedenti EPIC e soprattutto nel 
settore automotive 



Fig. 1 -1 resistori Vishay EPIC consentono di regolare l'accensione dei dispositivi elettrici esplosivi con 
precisione, affidabilità e flessibilità neH'implementazione del sistema di comando 


L a tecnologia EPIC (Electro- 
Pyrotechnic Initiator Chip) è 
stata concepita una decina di anni 
fa da Vishay Intertechnology per la 
fabbricazione dei resistori a film sot¬ 
tile, ideali per i sistemi di regolazione 
automa t izzati per l’accensione dei 
dispositivi esplosivi EED (Electro- 
Explosive Device). Fra queste appli¬ 
cazioni si trovano ovviamente i fuo¬ 
chi pirotecnici ma ce ne sono molte 
altre che riguardano, per esempio, 
l’accensione degli airbug, dei sedili 
eiettabili degli aerei militari, degli 
agganci dei serbatoi di carburante 
dei vettori spaziali, degli attivato¬ 
ri delle bombe nei missili e degli 
inneschi delle mine per demolizioni 
controllate. 

I primi resistori a effetto pirotecnico EPIC sono stati pensati 
dai ricercatori Vishay proprio per rispondere a questo tipo 
di domanda e fornire agli ingegneri di questo settore dei 
componenti a film sottile in grado di generare un effetto 
Joule sufficientemente robusto in tempi di accensione 
dell’ordine dei millesimi di secondo e con un rapporto 
spento/acceso adeguato per impedirne l’auto-accensione 
in presenza di forte rumore elettromagnetico. In pratica, 
i resistori EPIC servono a convertire l’energia elettrica in 
calore con una ben precisa curva elettro-termica in grado 
di attivare la combustione della piccola miccia degli EED in 
modo controllato, affidabile e ripetibile. I primi componenti 
di questo tipo offrivano una manciata di anni fa potenze 
dell’ordine dei 50-70 ffioule ma sono stati continuamente 
perfezionati tanto nel principio della conversione elettro¬ 
termica quanto nel miglioramento della versatilità applica¬ 
tiva del package. 


Il risultato di questo lungo lavoro di sviluppo è oggi conflu¬ 
ito nella presentazione dei nuovi MEPIC, Massive EPIC, che 
offrono caratteristiche di efficienza di conversione, preci¬ 
sione di regolazione e affidabilità notevolmente migliorate 
e sono pertanto adatti per una gamma ancor più ampia di 
applicazioni soprattutto automotive, ma anche per l’intero 
settore dei trasporti. 

EPIC 

I resistori EPIC sono, in pratica, dei resistori a ponte capaci 
di generare calore sufficiente per accendere le micce dei 
fuochi artificiali rispondendo a comandi elettrici forniti in 
una successione di istanti predeterminati e con durata di 
tempo prefissata a priori affinché ogni conversione elettro¬ 
termica avvenga con una ben precisa quantità di energia. I 
parametri caratteristici dei resistori EPIC sono la differenza 
fra le due condizioni di spento e acceso, o meglio “no fire" 
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COMPONENTS RESISTORI 



Fig. 2 -1 nuovi MEPIC offrono tempi di accensione fino a mezzo secondo e possono generare 
1,5 mJ in condizioni operative tipiche e ben 3 mJ come limite massimo 


e “all tire”, la quantità di calore sprigionabile e la durata 
limite in cui il componente può restare acceso. 
Precisamente, “spento” o “no tire” misura l’immunità del 
componente rispetto all’inquinamento elettromagnetico 
ambientale ossia la sua capacità a sopportare le interfe¬ 
renze elettriche senza auto accendersi ed è un parametro 
verificato nei test preliminari e riportato nei datasheet. 
Nella condizione di “acceso” o “all fire” il componente è 
elettricamente alimentato per il tempo adeguato affinché 
generi la quantità di calore prescritta. Una differenza del 



Fig. 3 - Vishay ha introdotto nuovi componenti con l'elemento resistivo 
in nickel-cromo che li rende robusti ed elettricamente stabili anche 
nelle condizioni termiche più critiche 


70% fra questi due parametri significa che il 
componente può tollerare fino al 70% dell’e¬ 
nergia di attivazione senza accendersi. 

La prima serie EPIC viene fornita da Vishay 
in package 0603 con una corrente di coman¬ 
do che va da 0,3 a 0,8A per la condizione di 
“spento" con durata da 2 a 5 secondi e da 
0,8 a 1,3A per la condizione di “acceso” con 
durata da 50 ps a 0,5 ms. Nell’intero range 
ohmico che va da 2R fino a 10R l’energia 
generata può quindi variare da 50 pi fino 
a 1000 pJ a seconda della polarizzazione 
imposta sul circuito applicato in cui viene 
implementato il componente. 
Strutturalmente si tratta di un film sottile in 
cui l’elemento resistivo è il nitrato di tantalio 
che viene deposto su un substrato di ossido 
di alluminio mentre le terminazioni ai mor¬ 
setti sono fatte di nickel. Il package è di semplice conce¬ 
zione e può anche essere montato sulle schede stampate 
PCB ma viene generalmente fornito avvolto dentro a par¬ 
ticolari involucri detti squib, o miccette, di 1,52x0,75x0,5 
mm che mostrano all’esterno solamente i due contatti da 
collegare al circuito di comando. Questi resistori sono 
commercializzati con il marchio Vishay Sfernice che ricor¬ 
da l’omonima popolare società francese specializzata nelle 
resistenze discrete acquisita da Vishay nel 1988. 

MEPIC 

I nuovi resistori MEPIC, Massive EPIC, presentati quest’an¬ 
no da Vishay offrono tempi di accensione notevolmente 
maggiori rispetto agli EPIC perché possono generare 
calore per 250 psecondi e fornire fino a 1,5 mJoule di 
potenza termica nelle condizioni di lavoro tipiche. A fare 
la differenza sono i nuovi materiali sviluppati e perfezio¬ 
nati dagli esperti Vishay non solo per questi resistori ma 
anche per molti altri componenti recentemente presentati 
dalla società statunitense. Oggi un MEPIC è composto da 
un elemento resistivo di nichel-cromo deposto sopra un 
substrato di vetronite con terminazioni in rame argentato 
e ciò ne migliora simultaneamente la robustezza e le pre¬ 
stazioni elettriche. 

Precisamente, la corrente “no fire” è di 0,66A per una 
durata massima di 10 secondi mentre la massima corrente 
di “all fire” è di 1,2A per una durata limite di 0,5 ms con 
una generazione di potenza termica che può arrivare fino 
a 3000 pJoule. Questa volta il package è il più robusto 
0805 con resistenza alle scariche elettriche ESD fino a 25 
kV e tolleranza operativa nel range di temperatura che 
va da -40 a +105 °C, mentre il valore del coefficiente di 
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resistenza termica TCR può variare fra -50 e +50 ppm/°C. 
Le misure del package 0805 sono di 2,0x1,25x0,4 mm e al 
pari dei primi 0605 può essere integrato sia nelle schede 
stampate sia dentro gli appositi squib. 

Resistenze robuste a film sottile 

Fra le novità che Vishay ha aggiunto alla sua ampia offerta 
di resistori troviamo gli array a film sottile ACAS 0606 AT 
e ACAS 0612 AT per applicazioni automotive caratterizzati 
da un’eccezionale stabilità nei valori della resistenza anche 
in condizioni operative critiche. I due modelli si differenzia¬ 
no perché il 0606 ospita due resistori 0603 mentre il 0612 
ne ha quattro ma in entrambi ogni elemento può essere 
calibrato indipendentemente con un valore compreso fra 
47Q e 150 kQ purché il rapporto massimo fra due resi¬ 
stenze contigue non superi 1:20. Entrambi lavorano con 
tensione fino a 75V e con potenza dissipata di 125 mW per 
elemento. In temperatura hanno un range operativo che va 
da -55 a +155 °C con tolleranza termica assoluta di ±0,1%, 
tolleranza termica relativa di ±0,05%, TCR assoluto di ±10 
ppm/K e TCR relativo di ±5 ppm/K. 

La robustezza è certificata AEC-Q200 e garantisce 1000V 
di sopportazione alle scariche ESD e 1000 ore di tolle¬ 


ranza all’85% di umidità relativa. Le nuove resistenze a 
montaggio superficiale Power Metal Strip WSL 1020 sono 
incapsulate in un robusto package 1020 allargato alle 
terminazioni laterali in modo tale da poter sopportare ben 
2W nonostante le dimensioni di 5,08x2,54x0,635 mm. Oltre 
all’elevato rapporto potenza/ingombro questi package 
offrono valori di resistenza molto bassi, da 0,003 a 0.006Q, 
ma estremamente stabili con una tolleranza limitata entro 
lo 0,5%. L’elemento resistivo è fabbricato con una lega 
nickel-cromo particolarmente robusta dal punto di vista 
termico e consente un intervallo di temperatura operativo 
che va da -65 fino a +170 °C con una TCR inferiore a 20 
ppm/°C e con un’induttanza passiva contenuta in 0,5 nH 
a 50 Hz. I nuovi resistori assiali di sicurezza AC03..CS 
in package cementato hanno un tempo di fusione di 30 
secondi con almeno 45W di potenza oltre la soglia che è di 
3W a 40 °C e 2,5W a 70 °C. 

Grazie al rivestimento cementato possono interrompere il 
contatto al superamento dei 220 V rras di operatività tipica 
senza infiammarsi né generare interferenze elettriche in 
grado di causare danni. Sopportano fino a 2 kV di sovra¬ 
tensione e sono indicati in tutte le apparecchiature elettri¬ 
che di potenza industriali e domestiche. ■ 
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Sensori per sistemi 
“intelligenti” 

Misura e controllo sono senza dubbio due delle 
parole chiave oggi più importanti per gli esseri 
umani nel tentativo di migliorare costantemente 
la qualità della vita, che al contempo obbliga a 
gestire Tincremento delle domanda di risorse 
naturali limitate. Il controllo è essenziale per 
mantenere una produzione efficiente e gestire le 


Holger Morgenstern 
Product manager 
Conrad Electronics 


I l valore dei sensori nella vita moderna è ben noto: si 
calcola che Finterò mercato globale di questi piccoli 
dispositivi sia di parecchio superiore ai 50 miliardi di 
euro e si registra una forte crescita anno dopo anno in 
settori come il rilevamento della presenza di gas, della 
distanza e dell’umidità. 

Scegliere il corretto sensore per un dato compito può 
sembrare semplice, ma a volte in pratica può essere un’o¬ 
perazione piuttosto complessa. Spesso i progettisti devo¬ 
no optare tra svariate tecniche di rivelazione, ciascuna 
con i propri punti di forza e di debolezza. Ad esempio, ci 
si chiede se scegliere o meno sensori a ultrasuoni per il 
rilevamento del movimento. In base all’utilizzo, può esse¬ 
re più adatto un sensore di prossimità capacitivo, o indut¬ 
tivo ottico, o radar, o a infrarossi o magari a ultrasuoni. 
Quando la tecnologia di rivelazione ottimale è stata scelta, 
occorre considerare fattori come la portata e la risoluzio¬ 
ne del sensore. Ciò può essere particolarmente importan¬ 
te per il rilevamento del movimento e della posizione, nei 
processi industriali e nella misura della temperatura. 

Pur avendo risolto queste problematiche, spesso è utile 
affidarsi anche all’esperienza. È importante, ad esempio, 
scegliere un sensore in grado di generare il segnale di 
uscita più adatto, analogico o digitale, e scegliere un 
gamma di tensioni analogiche accettabili sull’intera scala 
oppure adeguarsi a uno specifico standard o protocollo 
di trasmissione. Alcuni sensori industriali, come ad esem¬ 
pio i sensori di distanza laser Panasonic, vengono offerti 
con un’interfaccia analogica basata sulla deviazione di 
tensione o di corrente. 

Anche fattori meccanici, come le dimensioni fisiche o l’a¬ 
spetto del contenitore, influenzano direttamente l’utilizzo 
di un dispositivo in un dato sistema o apparato. I sensori 



di temperatura al silicio ne sono un esempio: la serie Infi¬ 
neon KT per impieghi tra -50 °C e +150 °C è disponibile 
in versioni standard e miniTO-92 con terminali a inser¬ 
zione, SOT-23 a montaggio superficiale o a montaggio da 
pannello. Sensori di temperatura al platino, disponibili in 
contenitori di svariati modelli e formati, possiedono una 
fascia di rilevamento più ampia, tipicamente da -70 °C a 
500 °C e offrono una stabilità termica nominale migliore 
di 4000 ppm/K. 

Anche il tipo di montaggio, a viti o a incastro, può 
influenzare il costo e la complessità del progetto, nonché 
il tempo richiesto per assemblare i componenti in fase 
di produzione. Biotech, ad esempio, produce una vasta 
gamma di misuratori di flusso per diverse applicazioni, 
portate e tipi di fluidi, gassosi, liquidi o sostanze pericolo¬ 
se. Naturalmente i progettisti devono anche tenere conto 
dell’eventuale maggiore costo dei sensori più semplici da 
utilizzare. 
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Fig. 2 - Sensori Infineon 
della serie KT per impieghi 
nella gamma di tempera¬ 
tura tra -50 e +150 °C 


Se si opta per sensori di posizione o di movimento, 
la gamma, la risoluzione e la ripetibilità sono i criteri 
dominanti di selezione, che tipicamente sono più impor¬ 
tanti della precisione assoluta per la maggior parte delle 
applicazioni. Da un lato dello spettro della risoluzione, il 
sensore misura-distanze a infrarossi Sharp GP2Y0AH01, 
originariamente progettato per misurare lo spessore 
della carta per stampanti e fotocopiatrici, può essere 
utilizzato per una varietà di scopi industriali come la 
misura di spessori, spostamenti o gradi di prossimità. È 
in grado di misurare spostamenti nella fascia da 4,5 mm 
a 6,0 mm con una risoluzione minima di 0,1 mm, e genera 
una tensione di uscita analogica proporzionale al valore 
assoluto dello spostamento misurato. 

All’estremo opposto, il sensore Sharp 
GP2Y0D02YK, adatto alla misura di lun¬ 
ghe distanze, fornisce un’uscita digitale 
con valore logico alto se la distanza 
dell’oggetto rilevato è compresa tra 20 
cm e la soglia del sensore fissata a 80 
cm. Se la distanza rilevata è compresa 
tra 80 cm e 150 cm, l'uscita è mante¬ 
nuta al livello basso. Per alcuni tipi 
di meccanismi, soggetti a imprecisioni 
dovute all’usura - ad esempio gli enco- 
der angolari utilizzati per monitorare i 
giri di una ruota la cui circonferenza si 
riduce nel tempo a causa dell’usura - si 
può progettare un sensore ausiliario 
non a contatto, come un sensore otti¬ 
co, per permettere al sistema di autoricalibrarsi. Questo 
approccio può essere utilizzato ove si operi in ambienti 
polverosi o in altre situazioni in cui il rischio di oscurare 
la finestra del sensore potrebbe precludere l’uso della 
rivelazione ottica come tecnica principale di monitorag¬ 
gio della posizione. 

I sensori di umidità e temperatura sono tra le categorie 
a più rapida crescita, e vengono largamente utilizzati per 
migliorare le prestazioni, ridurre il consumo di energia e 
aumentare la sicurezza di sistemi che vanno dagli elet¬ 
trodomestici e climatizzatori a controlli per autoveicoli e 
apparati elettromedicali. 



Fig. 3 -1 rivelatori di monossido di carbonio 
AS-MLx di Applied Sensor sono disponibili in 
un classico contenitore a 4 contatti 


I sensori di umidità sono ad esempio disponibili in una 
varietà di modelli e dimensioni, da piccoli dispositivi 
a circuito stampato a moduli completamente regolabili 
come l’igrostato Hygrosens TW2001-C. Un’altra opzione 
è la combinazione dei sensori di umidità e di temperatu¬ 
ra in una soluzione come la serie Sensirion SHT. Questi 
dispositivi forniscono una misura di elevata precisione 
per entrambi i valori e un’uscita digitale per l’ingresso 
diretto in un microprocessore. I sensori di gas, un altro 
settore in forte crescita nel mercato dei sensori, sono 
utilizzati per una vasta gamma di applicazioni di sicu¬ 
rezza, sorveglianza e monitoraggio. Rivelatori dedicati 
al monossido di carbonio possono utilizzare un unico 
tipo di sensore, come l’Applied Sensor AS-MLC, che si 
presenta in un classico contenitore TO-39 a 4 contatti. 
La gamma Applied Sensor AS-MLx comprende anche 
sensori di biossido di azoto e gas naturale. Sensori di 
ammoniaca, biossido di zolfo, metano, butano, idro¬ 
geno, etanolo e vapore combustibile sono disponibili 
in contenitori per montaggio a inserzione su circuito 
stampato da diversi costruttori. Il Figaro TGS2600 è altre¬ 
sì ottimizzato per il rilevamento della 
qualità e dell’inquinamento dell’aria e 
viene utilizzato nella domotica, nonché 
nel monitoraggio ambientale, per scopi 
che vanno dalla salute alla pianificazio¬ 
ne urbana. 

Un’offerta completa 

Conrad Electronic dispone di oltre 1600 
sensori diversi, tra cui sensori di gas, 
sensori di umidità, flussometri, sensori di 
posizione e di prossimità, e sensori per il 
rilevamento di pressione, livello, inclina¬ 
zione e risonanza magnetica. Sono inol¬ 
tre disponibili misuratori di riempimento 
senza contatto. I dispositivi sono adatti a 
una moltitudine di applicazioni, come la 
sicurezza, la videosorveglianza, il monitoraggio ambientale, 
il controllo di processi industriali, l’automazione, la domoti¬ 
ca, gli elettrodomestici, il posizionamento e il data logging. 
Sono inoltre disponibili una varietà di accessori come sup¬ 
porti, prese, manicotti, connettori e tester. Offrendo e sup¬ 
portando una vasta gamma di prodotti di marche rinomate, 
Conrad offre un punto di contatto e acquisto unico che sod¬ 
disfa la maggior parte delle richieste dei sensori presenti in 
apparecchiature industriali e professionali all’avanguardia, 
e aiuta gli sviluppatori a semplificare ogni aspetto dei pro¬ 
pri prodotti, dal progetto alla produzione, fino al supporto 
post-vendita. ■ 
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Mems innovativi 

per l’elettronica circuitale 

Lucio Peiiizzarì Le tecnologie microelettromeccaniche non 

cessano di stupire e oggi consentono di 
sostituire molti circuiti elettronici applicati 
assicurando prestazioni migliori a costi inferiori 


I componenti microelettromeccanici, Mems, hanno il 
fondamentale vantaggio di essere dispositivi a basso 
costo capaci di svolgere una gran varietà di funzioni a 
elevato valore aggiunto. È per questa ragione che molte 
analisi di mercato li annunciano in solida crescita e l’ulti¬ 
mo “MEMS Competitive Analysis Report -2013” pubblicato 
da IHS iSuppli conferma il miglioramento del 5% nelle 
vendite, registrato durante lo scorso 2012, con in testa i 
due leader europei STMicroelectronics e Bosch Sensortec 
e promette che almeno per qualche anno questi disposi¬ 
tivi continueranno ancora a crescere abbastanza bene. 
È chiaro che a trainarne le vendite saranno i dispositivi 
integrati in sempre maggior quantità negli apparecchi 
telecom consumer come smartphone e tablet, ma si molti¬ 
plicano le nuove applicazioni createsi proprio grazie alla 
straordinaria versatilità dei Mems. 

I Mems attualmente più venduti sono senza dubbio i sen¬ 
sori e soprattutto i sensori di temperatura e pressione, gli 
accelerometri e i giroscopi mentre fra i prodotti in rapida 
crescita sul mercato si trovano, innanzi tutto, i micro 
sistemi Mems capaci di sostituire parti circuitali complete 
come gli oscillatori/temporizzatori e i sintonizzatori per le 
antenne a radiofrequenza. Fra le numerose applicazioni in 
cui i Mems stanno affermandosi si ricordano, comunque, 
i sensori chimici e biologici in grado di rilevare le sostan¬ 
ze a livello molecolare, gli interruttori intelligenti per la 
domotica, i micro dosatori di farmaci e i sistemi miniatu¬ 
rizzati per il recupero dell’energia ambientale dispersa 
sotto forma termica o meccanica. 

Front-end Mems 

Una delle applicazioni più promettenti per i Mems è la sin¬ 
tonizzazione dei segnali telecom alla radiofrequenza ossia 
con frequenza sopra il GHz e lunghezza d'onda di qualche 
cm, ma c’è già chi parla anche di Mems planari adatti per 
le microonde oltre il centinaio di GHz e di qualche mm. 



Fig. 1 - I sintonizzatori a radiofrequenza Mems di Cavendish Kinetics sono 
più piccoli, costano meno e hanno prestazioni migliori rispetto alle soluzioni 
elettroniche circuitali 


I ricercatori olandesi di Cavendish Kinetics hanno svi¬ 
luppato un front-end RF in forma Mems che offre ottime 
caratteristiche di versatilità applicativa grazie ai Digital 
Variable Capacitor (DVC) che possono essere adattati in 
funzionalità e prestazioni calibrando la banda di frequen¬ 
za e la lunghezza d’onda di risonanza per la ricezione, il 
filtraggio e l’amplificazione dei segnali dalle antenne RF 
con il fondamentale vantaggio della netta diminuzione di 
costi, dimensioni sul silicio e consumi di energia rispet¬ 
to alle soluzioni puramente elettroniche. È dimostrato, 
infatti, che queste ultime possono perdere la condizione 
di funzionamento ottimale a causa delle interferenze elet¬ 
tromagnetiche generate dall’utilizzo continuo del touch 
screen da parte dell’utente e questo inconveniente viene 
brillantemente risolto dalla migliore stabilità dei con¬ 
densatori Mems. Nei DVC si possono selezionare ben 32 
valori stabili di capacità e le prestazioni in frequenza sono 
soprattutto evidenti sia nel rapporto di sintonizzazione 
esteso oltre 5:1 contro il 3:1 delle soluzioni circuitali sia 
nell’elevatissima precisione del valore di capacità prodot - 
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Fig. 2 -1 nuovi oscillatori piezoelettrici pMEMS 4H di IDT hanno un'ecce¬ 
zionale precisione con jitter di fase contenuto entro 100 fs 


to che scende dal ±5% circa a meno dell’ 1%; ciò permette 
una grande affidabilità operativa unita a una notevole 
robustezza che garantisce lunghi cicli di vita agli appa¬ 
recchi portatili e palmari. 

Mems piezoelettrici 

Per la temporizzazione dei router e degli switch nei 
nuovi sistemi di comunicazione Ethernet oltre 10 Gbit/s 
occorrono oscillatori con elevatissima precisione e per 
poter contenere i costi di questi fondamentali dispositivi 
i nuovi Mems piezoelettrici diventano i migliori candidati 
per sostituire sia gli oscillatori al cristallo sia gli oscilla¬ 
tori Mems di silicio. IDT ha sviluppato e messo in produ¬ 
zione i pMems che grazie all’elemento oscillante piezoe¬ 
lettrico in nitrato di alluminio (A1N) deposto su un Single 
Crystal Silicon (SCS) riescono a generare una frequenza 
base dieci volte superiore rispetto ai Mems di silicio e 
perciò forniscono un stabilità in frequenza elevatissima 
(±25 ppm da -40 a +85 °C) e addirittura quaranta volte 
migliore rispetto ai cristalli al quarzo. Inoltre, i pMems 
hanno un’eccezionale immunità alle interferenze, agli urti 
e alle vibrazioni e mostrano valori di jitter di fase estre¬ 
mamente bassi perché inferiori a 250 fs su tutta la banda 
da 12 kHz a 20 MHz e sotto i 100 fs nell’intervallo opera¬ 
tivo fra 1,875 e 20 MHz, il tutto a un costo sensibilmente 
inferiore rispetto ai quarzi e anche ai Mems di silicio. 

La nuova serie dei pMems IDT 4H è prodotta in package 
WLP con i processi CMOS standard, misura 5,0x3,2 o 
3,2x2,5 mm, offre la possibilità di modificare la frequenza 
di risonanza fino a ±1000 ppm, fornisce due uscite diffe¬ 
renziali Lvds e Lvpecl ed è pin-compatibile con i quarzi 
standard. 


Transistor e Mems 

Silicon Labs sta perfezionando da un paio d’anni un 
nuovo modo di fabbricare le microstrutture Mems, che 
consiste nell’integrarle direttamente insieme ai transistor 
CMOS di comando per dare vita ai CMems. In pratica, 
gli esperti ricercatori di Austin, in Texas, hanno pensato 
bene di sfruttare il loro forte know-how nello sviluppo e 
nella realizzazione dei circuiti a segnali misti per unire in 
un’unica soluzione i processi di disegno e deposizione 
sul silicio degli elementi microelettromeccanici e dei cir¬ 
cuiti a transistor in geometria di riga da 0,18 |jm. Questo 
approccio conferisce maggior robustezza ai sistemi che 
diventano più affidabili nelle prestazioni e più longevi 
nelle caratteristiche funzionali, il che si ripercuote nella 
qualità degli apparecchi che li implementano a bordo. 
Per esempio, le strutture in silicio-germanio dei CMems 
sono termicamente compensate dal substrato di diossido 
di silicio e limitano la deriva termica a ±1 ppm/°C nell’in¬ 
tero range da -40 a +85 °C contro i ±20 o ±30 ppm/°C dei 
Mems convenzionali. Inoltre, hanno il grande vantaggio 
della programmabilità dell’architettura, che consente di 
configurare i CMems in diversi modi secondo le esigenze 
di integrazione nei sistemi applicati, possibilità che viene 
offerta dalla società con tempistica garantita di un paio 
di settimane. La serie degli oscillatori CMems Si50x è 
disponibile con clock da 32 kHz a 100 MHz e con tensio¬ 
ne di alimentazione da 1,71 a 3,63V, in package DFN4 da 
2,0x2,5 mm. 



Fig. 3 - La tecnologia CMEMS di Silicon Labs consente di integrare 
le strutture MEMS insieme ai transistor CMOS per realizzare sistemi 
multifunzione robusti e configurabili 
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Clock Mems 

SiTime ha, ormai da quasi un decennio, realizzato nella 
forma Mems l’antica e indispensabile funzione degli 
oscillatori al quarzo, continuando poi a perfezionarla fino 
a centuplicarne le prestazioni rispetto ai primi dispositivi 
studiati e sviluppati a lungo nei laboratori della Stanford 
University prima dell'introduzione sul mercato del 2006. 
Oggi i risonatori e gli oscillatori Mems SiTime costituisco¬ 
no un componente fondamentale per milioni di smartpho¬ 
ne e tablet in commercio e offrono caratteristiche di 
stabilità elettromagnetica, piccole dimensioni ed econo¬ 
mia nei costi di fabbricazione che li rendono fortemente 
competitivi. I risonatori sono, in pratica, disegnati sopra 
un substrato di Silicon-On-Insulator e poi incapsulati con 
un processo epitassiale brevettato che li rende immuni 
da qualsiasi condizionamento termico, meccanico o elet¬ 
tromagnetico esterno e ciò permette anche di garantire la 
massima precisione nella frequenza di risonanza. Unendo 
il risonatore Mems a un circuito analogico programmabile 
si ottiene un oscillatore di silicio facile da configurare, 
duraturo nel funzionamento e notevolmente più compe¬ 
titivo nel costo rispetto ai cristalli al quarzo. La famiglia 
SiT15xx è centrata a 32,768 kHz e proposta nel piccolissi¬ 
mo package CSP da 1,5x0,8 mm oppure in formato XTAL 
da 2,0x1,2 mm pin-compatibile con gli attuali quarzi. 


Fig. 4 - Gli oscillatori MEMS SiTime sono più precisi dei cristalli al quarzo 
e maggiormente immuni rispetto alle condizioni termiche, meccaniche 
ed elettromagnetiche ambientali 



Fig. 5 - Misura appena 2x2 mm l'eCompass MEMS LSM303C che 
STMicroelectronics introduce per i nuovi prodotti elettronici indossabili 
sia consumer che medicali 


Compassi Mems 

STMicroelectronics ha introdotto la scorsa estate il 
nuovo compasso elettronico LSM303C, caratterizzato 
dalle dimensioni estremamente piccole di soli 2x2x1 mm 
dentro le quali contiene un accelerometro a 3 assi e un 
magnetometro a 3 assi fabbricati in forma Mems. Queste 
caratteristiche rendono il nuovo eCompass particolar¬ 
mente adatto per gli apparecchi palmari, come smartpho¬ 
ne e tablet, nonché per tutti i prodotti elettronici indos¬ 
sabili di nuova generazione, destinati non solo al settore 
consumer ma soprattutto al medicale. Il dispositivo inte¬ 
gra uno stadio di conversione A/D che produce un’uscita 
digitalizzata di 16 bit e può misurare l’accelerazione sui 
tre assi nei range ±2, ±4 o ±8 g e il campo magnetico sui 
tre assi fino a ±16 Gauss (ossia ±1600 pTesla) nell’intero 
range termico da -40 a +85 °C stabilizzato con una retro¬ 
azione sul sensore di temperatura integrato. A bordo 
ospita un’interfaccia seriale I2C con velocità standard di 
100 kHz o estesa di 400 kHz e una seriale SPI e, inoltre, 
consente di programmare un interrupt di allarme in caso 
di brusca modifica delle condizioni operative. Il nuovo 
LSM303C è predisposto per affiancarsi al giroscopio ST 
L3GD20H da 3x3 mm con il quale diventa un sistema di 
stabilizzazione inerziale attivo su nove assi e viene, inol¬ 
tre, fornito anche in formato LGA-12 pin-compatibile con 
gli altri accelerometri a 3 assi della stessa azienda italo- 
francese. ■ 
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EDA/SW/T&M TOOL EMC 


Tool per i test sulla compatibilità 
elettromagnetica fra i sistemi 

Massimo Fiorini Le emissioni e le interferenze elettromagnetiche 

richiedono test sempre più complessi da eseguire 
perché critici nel determinare la qualità delle 
prestazioni dei sistemi elettronici 
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Fig. 1 - Nel rilevatore di interferenze Agilent Technologies MXE-X è stata aggiunta un'e¬ 
stensione per i test fino a 44 GHz e un modulo per la scansione nel dominio del tempo 
utile nel settore automotive 


U no dei mercati oggi maggiormente in salute 
è quello dei tool per la verifica della com¬ 
patibilità elettromagnetica fra i circuiti giacché 
il forsennato aumento delle frequenze in gioco 
nei prodotti elettronici di massa costringe i 
costruttori a controllare molto attentamente 
le probabilità di interferenza causate dall’ac¬ 
coppiamento elettromagnetico fra i dispositivi. 

Inoltre, la strumentazione per l’analisi e i test 
sulla compatibilità elettromagnetica rappresenta 
un settore legato per lo più alla ricerca e svilup¬ 
po e perciò sempre in piena attività anche nei 
periodi di crisi, quando le fabbriche difficilmen¬ 
te producono a pieno ritmo. Questo settore, inol¬ 
tre, coinvolge soprattutto il Vecchio Continente 
dove risiedono molti importanti laboratori dei 
protagonisti del comparto dell’elettronica. 

Per i progettisti è fondamentale continuare ad 
aggiornarsi sulle novità in proposito e non solo 
sugli strumenti di test e sui tool software ma 
anche sulle caratteristiche dei componenti e dei dispositivi 
elettronici che si accingono a implementare nei circuiti 
in fase di sviluppo per assicurarsene, di volta in volta, 
l’effettiva qualità in termini di emissioni di radiazioni 
elettromagnetiche e immunità rispetto a quelle presenti 
nell’ambiente. Queste problematiche sono diventate 
ancor più critiche da quando la connettività wireless ha 
cominciato a sostituire anche le applicazioni su cavo già 
installate man mano che diventano obsolete creando così 
un’importante opportunità di mercato ma anche nuovi 
problemi di compatibilità fra i sistemi. Come noto, i front 


end a radiofrequenza per gli apparecchi wireless sono i più 
critici dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche 
e a maggior ragione se si trovano in vicinanza di linee di 
comunicazione su filo ad alta velocità e perciò richiedono 
test di verifica sulla compatibilità elettromagnetica precisi 
e affidabili, oltre che al passo con il continuo allargamento 
delle bande di frequenza nei sistemi. 

Un ambiente applicativo dove la sovrabbondanza delle 
emissioni elettromagnetiche può diventare un grave 
pericolo è il medicale e oggi è indispensabile assicurare la 
totale immunità elettromagnetica alle macchine ospedaliere 
affinché non siano influenzate dalla pioggia dei segnali 
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elettromagnetiche alle frequenze 
prescritte dai nuovi standard MIL- 
STD-461F e FCC Part 15, nonché 
diagnosticarne gli effetti sui circuiti 
elettronici. In secondo luogo, la 
scansione nel tempo accelera 
notevolmente il ciclo di verifica sui 
prodotti perché consente di creare 
rapidamente una lista delle fonti 
sospette di emissioni e questo è 
particolarmente utile per i test sui 
sistemi automotive. Oltre a queste 
due novità nei nuovi MXE-X c’è 
la funzione Monitor Spectrum che 
serve a indicare immediatamente 

Fig. 2- Il ContinuousWave Simulator CWS500N1.3 di EM TEST permette di eseguire test di compatibili- la frec I uenza dove viene misurata 
tà elettromagnetica sui circuiti RF per applicazioni medicali e per i sistemi di sicurezza 1 emissione più potente ed è già 

stata inserita la possibilità di 
visualizzare la distribuzione 
delle ampiezze con la funzione 

telefonici che riempiono l'etere. In proposito, pare che 
sia Bluetooth lo standard più adatto per le connessioni 
wireless fra i sistemi medicali perché più sicuro proprio in 
termini di compatibilità elettromagnetica. Un altro settore 
dove si verifica un analogo aumento di criticità per le 
problematiche elettromagnetiche è quello delle automobili 
elettriche e ibride per lo sviluppo delle quali i costruttori 
di automobili stanno attrezzando i laboratori soprattutto 
in Europa. In queste applicazioni il problema è costituito 
dalla convivenza in spazi ristretti fra i cavi conduttori di 
potenza che collegano le batterie ai motori di trazione e i 
sistemi telematici di infotainment, dato che entrambi sono 
per natura ottimi trasmettitori e ricevitori di radiazioni 
elettromagnetiche. Non c’è crisi, dunque, per le soluzioni 
che consentono l’analisi e la verifica della compatibilità 
elettromagnetica fra i sistemi. 

Catturare le interferenze 

Agilent Technologies ha appena annunciato due nuove 
opzioni per la sua recente serie di ricevitori di interferenze 
elettromagnetiche MXE-X ossia un’estensione per le 
frequenze fino a 44 GHz e un modulo per la scansione 
nel dominio del tempo. Le caratteristiche native della 
serie MXE-X ostentano un’accuratezza di ±0,5 dB su 
tutta la banda fino a 1 GHz e una risoluzione di ben -166 
dBm nella rivelazione dei segnali elettromagnetici. Con 
le ultime due innovazioni questi strumenti migliorano 
in efficacia nei test sulla compatibilità elettromagnetica, 
innanzi tutto, perché grazie al primo tool li si può utilizzare 
anche per individuare le possibili fonti di emissioni 




Amplitude Probability Distribution (APD) che soddisfa in 
anticipo la normativa CSPR11 prevista per l’estate 2014. 

Simulare le forme d’onda 

EM Test ha già festeggiato i suoi primi 25 di esperienza 
dalla fondazione, con la missione di sviluppare strumenti 
di misura specifici per la verifica degli accoppiamenti 
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Fig. 3 - L'amplificatore Rohde&Schwarz BBA150 con banda estesa da 
2,5 fino a 6 GHz e il ricevitore ESR26 per i test sulle emissioni e sulle 
interferenze elettromagnetiche fino a 26,5 GHz 
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Fig. 4 - L'amplificatore a banda larga Teseq CBA 400M-260 è caratterizzato dalla 
bassissima distorsione e da un'elevata robustezza ideale nei test EMC più impegnativi 


elettromagnetici fra i sistemi dapprima per l’uso 
prevalente negli ambienti di sviluppo industriali 
e automotive e poi anche per le più moderne 
esigenze di test sui sistemi a radiofrequenza e 
per il settore dell’energia. Lo scorso autunno ha 
introdotto il nuovo Continuous Wave Simulator 
CWS 500N1.3 che riunisce in un unico strumento 
tutto ciò che serve per eseguire i test sull’immunità 
elettromagnetica a radiofrequenza in conformità 
alle normative IEC 61000-4-6 Ed.3/Ed.4. La banda 
di frequenza operativa base va da 10 kHz fino a 
400 MHz ma grazie all’amplificatore interno con 
guadagno di 48 dB è possibile effettuare test di 
potenza sui segnali con frequenza fino a 1 GHz. A 
bordo ci sono due generatori di segnali modulati 
in ampiezza all’80% su 1 kHz oppure su 1 Hz e un 
generatore di segnali impulsati con duty cycle del 
50% su 1 Hz. Questi servono per utilizzare i segnali 
di test tipici per la verifica dell’immunità elettromagnetica 
sulle attrezzature medicali, sui sistemi di sicurezza come 
gli allarmi antincendio oppure sulle altre reti di sensori 
conformi agli standard IEC 60601-1-2 e EN 50130-4. Ci 
sono anche cinque memorie dove immagazzinare in tempo 
reale i dati di configurazione e le tracce dei test eseguiti. I 
test possono essere effettuati sulle tensioni da 1 fino a 30V 
e con potenza d’uscita fino a 80W, mentre la distorsione 
armonica è sempre inferiore a -20 dBc. 

Rilevare i disturbi nascosti 

Rohde&Schwarz ha incrementato il range di frequenze 
analizzabili con l’amplificatore a banda larga BBA150 già 
commercializzato nella versione base da 0,8 a 3,0 GHz 
introducendo l’estensione che va da 2,5 fino a 6,0 GHz. 
L’impostazione modulare dello strumento ne consente 
la configurazione in diverse modalità di test e con due 
modalità di potenza ossia da 30 a 400W (o da 44,8 a 56,0 
dBm) per il modello fino a 3 GHz e da 15 a 100W (da 41,8 a 
50,0 dBm) per il modello fino a 6 GHz. Entrambe le versioni 
dello strumento hanno la possibilità di regolare il guadagno 
fino a 15 dB con linearità inferiore a ±0,3 dB e consentono 
di catturare i segnali modulati in ampiezza, frequenza o fase 
nonché i segnali in continua da 0,8 a 2,6 Vdc. 

La società tedesca ha introdotto un nuovo modello nella 
propria famiglia di ricevitori ESR per i test sulle emissioni 
e le interferenze elettromagnetiche EMI. ESR26 ha un range 
di misura che arriva fino a 26,5 GHz e include svariati 
tool diagnostici specifici come, per esempio, la ‘modalità 
persistenza’ che consente di distinguere chiaramente i 
disturbi continui da quelli impulsati e, inoltre, visualizzare la 
distribuzione in frequenza dell’ampiezza dei disturbi. Grazie 


a ciò è possibile impostare il trigger in modo da rilevare 
più efficacemente i disturbi con un ben preciso spettro già 
noto da eventi precedenti. Infine, si può utilizzare lo stesso 
software già abbondantemente diffuso per lo strumento 
R&S EMC32 che ne consente anche il comando in remoto. 

Testare i circuiti di potenza 

Teseq si è fin dagli esordi dedicata allo sviluppo e alla 
produzione di apparecchi di misura, non solamente specifici 
per i segnali elettromagnetici ad alta frequenza, ma anche 
per altre grandezze elettriche ed elettroniche, nonché 
riguardanti svariate applicazioni riguardanti Tingegneria, la 
fisica e la chimica. 

Lo scorso autunno ha ampliato la propria linea dei CDN 
(Coupling Decoupling Networks) aggiungendo nuovi 
modelli specifici per i test EMC a radiofrequenza sui cavi e 
sulle connessioni conformi agli standard IEC/EN 61000-4-6 
fra cui anche i popolari USB 3.0 (a 4,8 Gb/s), HOMI, S502, 
S752 e A801. La famiglia CDN Teseq comprende ora ben 60 
dispositivi indispensabili per configurare le basi circuitali 
tipiche di queste misure. 

Nuovo è anche l’amplificatore a banda larga Teseq CBA 
400M-260 caratterizzato dalla bassissima distorsione e 
da un’elevatissima affidabilità. L’impostazione circuitale 
dello strumento è in Classe A e utilizza uno stadio di 
transistor in arseniuro di gallio con guadagno di 54 dB 
per poter consentire di eseguire i test EMC da 10 kHz fino 
a 400 MHz sulle potenze fino a 260 Watt con distorsione 
armonica contenuta sotto -20 dBc su tutta la banda. 
L’elevata robustezza ne fa uno strumento ideale per i test 
EMC sulle applicazioni automotive, aerospaziali, militari e 
industriali. ■ 
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EDA/SW/T&M SPECTRALANALYSIS 


L’interferometro di Michelson 
torna protagonista 
nell’analisi spettrale 

Lucio Peiiizzari La precisione e la versatilità sono le doti del 

nuovo analizzatore di spettro ottico Thorlabs che 
per distinguere le lunghezze d’onda utilizza un 
monocromatore alla Michelson 



Fig. 1 - Schema dell'Interferometro alla Michelson sviluppato nei laboratori Thorlabs per i suoi analiz¬ 
zatori di spettro, caratterizzati da una risoluzione ottica fino a 10 pm 


P er distinguere le lunghez¬ 
ze d’onda dei segnali ottici 
oggi si utilizzano diffusamente 
i reticoli di diffrazione che for¬ 
niscono una buona risoluzione 
di banda ma sono un po’ troppo 
rigidi dal punto di vista appli¬ 
cativo. Thorlabs ha superato 
questo inconveniente rispolve¬ 
rando il concetto dell’interfero¬ 
metro di Michelson, per imple¬ 
mentarlo con un’innovativa tec¬ 
nica di ingegnerizzazione che 
ne perfeziona l’efficacia tanto 
nella risoluzione spettrale quan¬ 
to nella flessibilità della sele¬ 
zione delle lunghezze d’onda 
analizzabili. 

Spettri di lunghezze d’onda 
Michelson concepì nel 1887 insieme a Morley l’in¬ 
terferometro con cui dimostrò l’immutabilità della 
velocità della luce rispetto all’etere, che divenne poi 
un’importante premessa per la successiva teoria 
della relatività ristretta dell’amico Einstein. In pratica, 
Michelson creava una figura di interferenza suddi¬ 
videndo un fascio luminoso in due fasci indirizzati 
su due percorsi di diversa lunghezza e poi li faceva 
convergere su un unico bersaglio, dove si poteva 
chiaramente osservare lo sfasamento subito dai fotoni 


partiti contemporaneamente ma arrivati separatamen¬ 
te. La figura di interferenza mostrava, infatti, delle 
righe o dei cerchi (a seconda della sorgente luminosa) 
di maggiore luminosità, dove c’era sovrapposizione di 
fotoni e righe o cerchi più scuri dove l’interferenza era 
distruttiva e ciò avveniva in funzione della lunghezza 
d’onda impiegata e della differenza fra i due cammini 
ottici percorsi. 

Il concetto dell’interferenza ottica è oggi impiegato 
in moltissime applicazioni e, per esempio, si usa per 
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Fig. 2 - I Fourier Transform Optical Spectrum Analyzer Thorlabs sono 
disponibili in tre versioni con intervalli di lunghezze d'onda analizzabili 
di 350-1100 nm, 600-1700 nm e 1100-2500 nm 


disegnare i reticoli di diffrazione sulle fibre ottiche. In 
pratica si divide un fascio laser di lunghezza d’onda 
opportuna in due e poi si fanno ricongiungere questi 
due fasci sopra una fibra ottica dove in precedenza 
è stato adeguatamente asportato un po’ di mantello, 
in modo tale da rendere vulnerabile un piccolo tratto 
di nucleo. Così su quest’ultimo arrivano delle righe 
luminose e buie perpendicolari rispetto alla direzione 
principale, in grado di scavare leggermente il tratto 
scoperto di fibra con periodo esattamente uguale alla 
lunghezza d’onda che si vuol far risuonare. Il reticolo 
scolpito costituisce, infatti, un filtro ottico estrema- 
mente selettivo, capace di far riflettere (o lasciar 
passare, a seconda della tecnica utilizzata) una banda 
di lunghezza d’onda larga appena una decina di nano- 
metri. Questa tecnica sfrutta la teoria pubblicata da 
Bragg nel 1913 e consente di fabbricare i filtri ottici 
comunemente installati negli amplificatori in fibra, nei 
front-end dei sistemi di comunicazione ottici, nella 
strumentazione e in molte attrezzature utensili per 
l’industria. 

Un nuovo concetto di analizzatore 
Lo strumento concepito nei Thorlabs è un Fourier 
Transform Optical Spectrum Analyzer (FT-OSA) che 
viene fornito nelle tre versioni OSA201, OSA202 e 
OSA203 rispettivamente sensibili nelle gamme di 
lunghezze d’onda fra 350 e 1100 nm, 600 e 1700 nm 
e 1100 e 2500 nm, tutte con risoluzione spettrale di 
7,5 GHz (pari a 0,25 cm 1 ). In pratica, si tratta di un 
analizzatore di spettro che permette di visualizzare la 
potenza ottica di ingresso in funzione della lunghezza 
d’onda e per far ciò utilizza, innanzi tutto, un interfero¬ 


metro alla Michelson, che seleziona le componenti del 
segnale per ogni intervallo elementare di lunghezze 
d’onda e poi un motore di calcolo, che esegue la tra¬ 
sformata di Fourier su tutte le componenti del segna¬ 
le. Dunque, il fascio ottico di ingresso viene suddiviso 
in due da un beamsplitter e poi, riflettendosi su due 
specchi, i fasci sono instradati su due cammini ottici 
con lunghezze che possono differire fino a ±40 mm. 
Si tratta, in pratica, di un risuonatore alla Fabri-Perot, 
sul quale si può regolare la distanza di risonanza in 
modo da cambiare la banda delle lunghezze d’onda 
misurabili e, per esempio, nell’OSA201 -40 mm corri¬ 
spondono a 350 nm e +40 mm a 1100 nm. Entro questi 
limiti ciascuna scansione può venire eseguita sulle 
distanze fra gli specchi del risonatore corrispondenti 
all’intervallo delle lunghezze d’onda di interesse. 

Ogni volta, al ricongiungimento i due fasci disegnano 
una figura di interferenza, o interferogramma, che 
dipende dalla differenza fra i cammini ottici percorsi 
e costituisce l’autocorrelazione dello spettro ottico 
del segnale di ingresso. Applicando la trasformata 
di Fourier alla forma d’onda prodotta dall’interfe- 
rogramma, si ottiene una funzione che rappresenta 
completamente lo spettro ottico del segnale e ha, 
inoltre, una definizione in lunghezza d’onda parti¬ 
colarmente accurata, perché è di 10 pm (picometri, 
10 12 m) per TOSA201 e TOSA202 a 633 nm e 60 pm 
per TOSA203 a 1550 nm, contro i 0,1 o al minimo 0,05 
nm (nanometri, 10 9 m) che si riescono a ottenere con 
i monocromatori reticolari alla Bragg. Oltre al segnale 
ottico da analizzare, a percorrere l’interferometro 
c’è anche il fascio di un laser all’elio-neon installato 
proprio per poter calibrare i due cammini ottici con 
differenza fino a ±40 mm e ciò consente di triggerare 



Fig. 3 - Esempio di rappresentazione di un segnale ottico scomposto 
con la trasformata di Fourier nelle sue componenti di lunghezza d'onda 
separate di 5 nm 
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con grande precisione la selezione delle lunghezze 
d’onda analizzabili e spostarsi con facilità attraverso 
l’intero intervallo dello spettro ottico con una risolu¬ 
zione Wavelength Meter Mode, che va dallo 0,1 pm 
dell'OSA201 ai 0,2 pm dell’OSA203. 

Ogni interferogramma generato viene trasformato 
dallo stadio ADC/PLL (entrambi con risoluzione di 
16 bit) in una rappresentazione numerica composta 
da 0,5 fino a 16 milioni di punti, sulla quale il motore 
software sceglie l’algoritmo di Fast Fourier Transform 
più adatto fra i tanti disponibili nella libreria incorpo¬ 
rata per l’elaborazione matematica. Alla fine di questa 
fase si può finalmente visualizzare lo spettro ottico del 


segnale di ingresso scomposto nelle sue componenti, 
che al meglio si osserveranno separate da circa 5 nm. 
Nello strumento sono già incorporate alcune librerie 
di software predisposte per la programmazione gra¬ 
fica tramite LabVIEW, che offre anche la possibilità 
di impostare alcune funzioni di test direttamente sullo 
strumento, ma si possono comunque aggiungere algo¬ 
ritmi specifici scritti in C, C++, C# o Java. 

Una community per l’innovazione ottica 
Thorlabs nasce nel 1989 a Newton, nel New Jersey, 
come laboratorio di ingegneria specializzato nello svi¬ 
luppo delle tecnologie ottiche, meccaniche e optomec- 
caniche. Il suo fondatore, Alex Cable, ha cercato come 
missione aziendale di innovare continuamente le tec¬ 
niche ottiche alla base dei suoi prodotti, offrendo nel 
contempo ai suoi clienti l’idea di vivere in una commu¬ 
nity dove tutti possono scambiare le proprie opinioni. 


Lo slogan “Hungry for Your Thoughts” letteralmente 
significa “affamato dei tuoi pensieri” ed esprime il desi¬ 
derio del Ceo Thorlabs di voler ascoltare tutto ciò che 
pensano i suoi clienti e i suoi collaboratori. È così che 
ha capito come realizzare prodotti capaci di soddisfa¬ 
re le reali esigenze di mercato. 

Nel portafoglio prodotti Thorlabs si trovano laser, 
fotodiodi, trasmettitori ottici, rilevatori ottici, isolatori 
ottici, filtri olografici, polarizzatori, lenti, microposizio- 
natori, strumenti, power meter, energy meter, tavoli 
stabilizzati e componenti optomeccanici. Tanti di que¬ 
sti prodotti sono studiati e fabbricati su commessa, 
per ben determinate esigenze industriali, ma molti 

sono pensati e ottimizzati 
per i laboratori di ricerca 
sia aziendali sia accademi¬ 
ci e sono distribuiti nelle 
scuole e nelle università di 
mezzo mondo, con l’obiet¬ 
tivo non secondario di far 
crescere la community di 
studenti, docenti, tecnici, 
ingegneri e scienziati che 
desiderano partecipare al 
successo della società. Oggi 
Thorlabs ha filiali e laborato¬ 
ri negli Stati Uniti, in Brasile, 
in Europa e in Asia e in Italia 
è rappresentata da db Elec¬ 
tronic Instruments di Milano. 
Recentissimo è l’annuncio 
del nuovo misuratore di 
potenza ottica miniaturizza¬ 
to PM160 ideale per effettuare un’ampia gamma di 
test sul campo con rapidità, accuratezza e comodità. 
Questo Power Meter è infatti wireless e ha un piccolo 
pannello OLED (Organic LED) dove visualizza imme¬ 
diatamente le misure eseguite e una batteria capace di 
ben 20 ore di funzionamento continuo. È inoltre dotato 
delle interfacce Bluetooth e USB, con cui può connet¬ 
tersi a un PC e ricaricare le batterie, mentre consente 
il controllo e l’elaborazione dei risultati dei test imma¬ 
gazzinati in memoria. Il sensore ottico ha diametro 
di 9,5 mm ed è sensibile nell’intervallo di lunghezze 
d’onda compreso fra 400 e 1100 nm dove rileva la 
potenza ottica diffusa fra 10 nW fino a 2 mW, anche se 
con un opportuno filtro, disponibile come accessorio, 
si può arrivare a 200 mW. È inoltre ergonomico e si 
può comodamente usare con una sola mano, potendo 
anche ruotare la testa di misura di 270° rispetto all’im¬ 
pugnatura. ■ 



Fig. 4-11 power meter ottico PM160 è totalmente wireless e consente di misurare la potenza luminosa fra 
400 e 1100 nm e fra 10 nW e 200 mW 
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11 dicembre 2014 

Machine Automation 


Iti II I Ili 


24 marzo 2015 

MC4-Motion Control for 2015 




SHINE/ TOU tMM 


L’evento quest’anno si focalizzerà sul tema del packaging 
con particolare attenzione ai settori applicativi 
del food&beverage e del lite Science: focus principale 
saranno la tracciabilità dei prodotti e l’identificazione, 
con interessanti excursus nel mondo della visione artificiale 
quale chiave di volta per migliorare la qualità dei manufatti 
e ottimizzare i processi in linea e a fine linea. La formula 
proposta è teorico-pratica: in una sola giornata si potrà 
partecipare alla sessione convegnistica ‘tecnologica’, 
alla parte espositiva e ai tanto attesi laboratori. 

Una modalità in grado di fare davvero ‘cultura’. 


T«-~- O plAJLTiL 


Data da segnare in agenda! Impossibile mancare 
all’edizione 2015 di MC4-Motion Control for 
che in questi anni si è sempre confermata essere 
l’appuntamento di riferimento per chi vuole 
conoscere in modo approfondito tutte le tecnologie 
per il controllo del movimento al servizio di macchine 
5 impianti. Un solo giorno, una vera full immersion. 


Mostre 

Convegno 

014 - 2015 


24 giugno 2014 

ITE Day - Industriai Technology Efficiency Day 2014 


INDUSTRIAL 

TECHNOLOGY 

EFFICIENCY 


Dopo il riscontro positivo registrato da parte delle 
aziende espositrici e dei partecipanti, Fiera Milano 
Media propone in linea con la scorsa edizione una 
sessione plenaria realizzata con l’autorevole 
contributo di Business International, le sessioni di 
presentazione dei prodotti ad opera delle aziende 
espositrici e i laboratori organizzati dalle 
Redazioni in collaborazione con primarie aziende 
del settore durante i quali i visitatori potranno 
imparare veramente qualcosa sui prodotti, come 
utilizzarli, e come realizzare vere e proprie 
applicazioni sotto la guida di esperti. 


15 ottobre 2014 

S&PI - Sensors and Process Instrumentation 2014 


&PROCESS 
INSTRUMENTATION 


Unica mostra convegno dedicata alla sensoristica 
e alla strumentazione di processo, S&PI si presenta 
quest’anno con una formula rinnovata e ricca. 

Due le sessioni importanti: “Tech”, nella quale si parlerà 
delle metodologie di rilevazione e misura più promettenti 
nell’attuale scenario tecnologico, di comunicazione, 
di bus di campo e wireless, e “Industry” in cui ci 
si focalizzerà su alcuni tra i più rilevanti settori applicativi 
per le soluzioni di automazione e strumentazione 
\^p rocesso: Pii & Gas, Acqua e Life Science. 


Per informazioni: Elena Brusadelli Tel. 335 276990 
www.mostreconvegno.it@fieramilanomedia.it 
elena.brusadelli@fieramiianomedia.it 
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Risponde Fabio Fiorio, 
Expo Milano 2015 
leader di Cisco Italia 


Francesca Prandi 


EONEWS: Quali tematiche di Expo 
Milano 2015 coinvolgono la vo¬ 
stra azienda? 

FLORIO: Insieme con gli altri part¬ 
ner tecnologici di Expo Milano 
2015, Cisco contribuisce a costru¬ 
ire le infrastrutture tecnologiche 
per creare un'esperienza di visita 
"unica", molto coinvolgente. 

Tutti i padiglioni e le strutture del 
sito espositivo saranno integrati in 
un concetto unitario di smart city; 
una città dove il visitatore può ac¬ 
cedere ai contenuti e ai servizi della 
manifestazione ovunque egli si 
trovi e secondo modalità uniformi 
aN'interno o all'esterno all'area 
espositiva. 

La nostra azienda, in particolare, è 
partner e sponsor di Expo Milano 
2015 per tutto quanto riguarda il 
network e le soluzioni IP e si è impe¬ 
gnata a utilizzare le tecnologie che 
saranno allo stato dell'arte nel 2015. 

EONEWS: Quali soluzioni tecnolo¬ 
giche e quali elementi di innova¬ 
zione mostrerete sul campo? 
FLORIO: L'obiettivo è quello di for¬ 
nire anzitutto le nostre tecnologie 


core e in particolare quelle relative alla rete: collegamenti in 
fibra, soluzioni di routing e switching per collegare alla rete 
internet e sulla rete di Expo Milano 2015 tutti i padiglioni, i 
Paesi partecipanti e tutte le altre aree di Expo Milano 2015, 
padiglione Italia incluso. Ci occuperemo anche di tutto il di¬ 
scorso di sicurezza sulla rete, il controllo degli accessi e degli 
utenti della rete. 

Offriremo le soluzioni di connettività mobile con wi-fi, re¬ 
alizzando una delle reti più capillari al mondo, dotata di 
circa 1000 access point wi-fi outdoor e circa 1.400 indoor; 
notare che questi dati riguardano le sole aree Expo, esclu¬ 
dendo i padiglioni che, tuttavia, a loro volta sfrutteranno le reti wi-fi. 
Saranno disponibili tutte le soluzioni di telefonia su IP e quelle di colla- 
boration, videocomunicazione e telepresence. In questo modo potranno 
intervenire a Expo anche soggetti impossibilitati a raggiugere il sito fisica- 
mente; ad esempio i relatori alle conferenze, oppure Regioni ed enti locali 
italiani che dai territori vogliano portare contenuti specifici in linea con i 
temi della manifestazione. Le nostre soluzioni di digitai signage abilite¬ 
ranno la gestione di tutte le informazioni multimediali inviate a vari tipi di 
schermi, totem, display, wall e così via. Il software consentirà di costruire il 
palinsesto con informazioni sia statiche sia dinamiche (ad esempio si pensi 
agli orari degli eventi). Il visitatore potrà addirittura cliccare sui totem per 
inoltrare una videochiamata ed entrare in comunicazione con l'agente di 
video-contact center che parli la propria lingua; questo è un servizio molto 
interessante per i visitatori stranieri che ad esempio non conoscano molto 
bene l'inglese. 

Infine avremo anche una soluzione di health-presence, grazie alle quale i 
tre Centri Medici presenti sul sito espositivo saranno collegati con i cinque 
più importanti ospedali di Milano per effettuare visite mediche da remoto. 
È una soluzione che integra la telepresence con la disponibilità di apparati 
medicali connessi, quali lo stetoscopio, una videocamera di precisione, l'e- 
lettrocardiografo, l'ecografo. 

EONEWS: Cisco ha vissuto anche l'esperienza dell'Expo di Shanghai 
2010, oltre che delle Olimpiadi di Londra. A suo parere quali soluzioni 
marcheranno maggiormente la differenza con l'edizione precedente? 
FLORIO: Quella di Expo Milano 2015 sarà un'esperienza davvero 'unica' e 
molto più coinvolgente rispetto a Shanghai. I totem e i video informativi 
saranno presenti in vari punti della città e accoglieranno il visitatore già al 
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Fabio Fiorio, Expo 
Milano 2015 leader di 
Cisco Italia 
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suo arrivo negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. L'interazione con tutti 
i protagonisti della manifestazione sarà semplice e immediata, perché tutti 
utilizzeranno di fatto le stesse tecnologie di comunicazione. 

La telepresenza renderà il sito espositivo ancora più "ampio", potendo ospi¬ 
tare speaker e contenuti che non troveranno spazio fìsico a Rho, e viceversa 
portando anche all'esterno le attività ed i contenuti presentati sul sito. 

EONEWS: Quali risvolti di business vi aspettate da questa presenza 
importante ad Expo? 

FLORIO: Il nostro investimento su Expo Milano 2015 è davvero importante 
e noi crediamo fermamente nel progetto. Il nostro obiettivo è quello di 
portare a Milano i nostri clienti da tutto il mondo per mostrare loro ciò che 
Cisco è in grado di fare in ambito smart city. Potranno verificare come le 
nostre tecnologie contribuiscano a migliorare la visita del sito espositivo e 
quindi comprendere come le stesse possano contribuire alla qualità della 
vita e ai servizi per gli abitanti di una città. 

EONEWS: In quali modi e con quale visibilità i vostri fornitori potreb¬ 
bero essere presenti ad Expo Milano 2015? 

FLORIO: Nel proprio modello di business Cisco non vende direttamente 
le proprie soluzioni; quindi tutti i nostri partner italiani benefìceranno dei 
risultati di vendita derivanti dalla manifestazione anche se non avranno di¬ 
rettamente visibilità nel sito espositivo. 

EONEWS: Come si articolerà la vostra presenza corporate durante l'e¬ 
vento? 

FLORIO: Avremo un nostro spazio di riferimento per gli ospiti e i visitatori, 
ma di fatto saremo presenti ovunque con le nostre tecnologie. 

Così come a Shanghai la nostra struttura internazionale organizzerà la visita 
al sito e alla città di Milano per delegazioni di clienti e partner da tutto il 
mondo. Tutta la nostra comunicazione locale verrà coordinata con quella 
internazionale. 

Attraverso i nostri siti internet e i social network mostreremo a tutto il 
mondo quanto stiamo realizzando a Expo Milano 2015. 

EONEWS: Secondo voi quali saranno i benefici di questa manifesta¬ 
zione sul medio periodo per l'economia italiana? Questi saranno solo 
appannaggio delle grandi imprese o riguarderanno anche le PMI? 
FLORIO: Per quanto riguarda i nostri partner, posso dire che il volano di 


business coinvolgerà tutte le aziende 
italiane di tutte le dimensioni. Am¬ 
pliando il nostro impegno al sistema 
Paese, insieme all'organizzazione di 
Milano Expo 2015 stiamo promuo¬ 
vendo una spinta dal territorio verso 
la manifestazione, proponendo il 
collegamento diretto al sito esposi¬ 
tivo delle tante eccellenze italiane 
che operano nell'ambito dell'alimen¬ 
tazione e della cultura del cibo. At¬ 
traverso la videocomunicazione, la 
diffusione dei contenuti, l'organizza¬ 
zione di eventi collegati a Expo Milano 
2015, si può realizzare una presenza 
virtuale che può essere molto interes¬ 
sante anche per le tante piccole im¬ 
prese del nostro tessuto produttivo 
agricolo e industriale. Attori di questo 
coinvolgimento dei territori nazionali 
sono ancora i nostri partner, che in 
questo modo hanno un'altra possibi¬ 
lità di mettersi in luce. 

Allargando ancora gli orizzonti, ri¬ 
tengo che Expo Milano 2015 sarà 
un'opportunità per le aziende di tutto 
il Paese. 

L'organizzazione dell'evento sta pro¬ 
cedendo molto bene, coinvolgendo 
il settore pubblico e quello privato 
secondo un approccio coordinato e 
di sistema, al fine di creare un valore 
concreto e duraturo. In questo modo 
ci sarà spazio per coinvolgere effica¬ 
cemente anche le aziende più piccole 
e proiettarle sull'estero. L'esperienza 
di sistema che si sta conducendo 
rappresenterà un'eredità positiva per 
tutto il Paese. 
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^SOLUTIONS 


Ampliata serie 
alimentatori ZWS300BAF 

TDK Corporation ha annunciato l'ampliamento della sua 
gamma di alimentatori TDK-Lambda ZWS300BAF con model¬ 
li a 12V e 15V. Si tratta di alimentatori a singola uscita con 
correzione del fattori di potenza integrata. 

Per le caratteristiche tecniche, la tensio¬ 
ne di ingresso va da 85 a 265V in alterna¬ 
ta e, oltre ai nuovi modelli a 12V e 15V, 
la serie ZWS300BAF comprende versioni 
con tensili di uscita a 24, 36 e 48V, con 
la possibilità di modificare del ±10% 
la tensione nominale. Un altro aspetto 
interessante è l'E-cap lifetime di 10 anni 
che assicura una maggiore affidabilità. 
Tra le funzionalità standard ci sono le 
protezioni per sovracorrenti e sovratensioni, e, opzional¬ 
mente, la possibilità di accensione e spegnimento in remoto. 
L'efficienza a 24V è del 91%, mentre la gamma di temperatu¬ 
re va da -10 a +70 °C e il PFC attivo rispende alle specifiche 
EN/IEC61000-3-2. 

Dal punto di vista delle applicazioni, quelle tipiche compren¬ 
dono le attrezzature industriali e quelle relative ai front end 
per comunicazioni e broadcast, ma anche quelle di test & 
measurement. 



Emettitore IR da 850 nm 
con lenti integrate 

Vishay Intertechnology ha presentato VSMY98545, un emet¬ 
titore IR da 850 nm racchiuso in un package SMD compatto 
che misura 3,85x3,85x2,24 mm. Basato sulla tecnologia 
SuIfLight a emissione superficiale e dotato di lenti integrate, 
il dispositivo include un chip emettitore da 42x42 mil, carat¬ 
terizzato da una resistenza termica giunzione-pin di 10 K/W 
e consente il pilotaggio di correnti fino a 1A e impulsi fino 

a 5A. Tra le altre caratteri¬ 
stiche salienti da segnala¬ 
re: intensità radiante di 350 
mW/sr a 1A e 1.600 mW/sr 
a 5A (impulsi), valori doppi 
rispetto ai dispositivi privi 
di lenti. Grazie alla capacità 
di pilotare alta corrente e 
alla potenza ottica a 660 
mW a 1 A, VSMY98545 può 
sostituire più dispositivi 
SMD standard: impianti CCTV, giochi e sistemi di pagamento 
stradali, oltre che applicazioni di prossimità per il rilevamen¬ 
to di presenza, sono alcuni impieghi tipici. 

Il dispositivo vanta infine una velocità di commutazione fino 
a 15 ns, basse tensioni dirette fino a 1,8Va 1 A, e temperature 
di funzionamento da -40 a +95 °C. 



Camera semianecoica per test EMC 

Agilent Technologies ha presentato una nuova camera 
semianecoica (SAC) destinata alla verifica della compatibilità 
elettromagnetica di componenti elettronici nell'impianto di 
Santa Rosa in California. 

L'infrastruttura, che esten¬ 
de le capacità di test EMC 
in house di Agilent, permet¬ 
te di velocizzare lo sviluppo 
dei prodotti e ne assicura la 
conformità a lungo termine 
rispetto ai nuovi standard per 
le emissioni e le interferenze 
elettromagnetiche. La came¬ 
ra consente ai progettisti di 
testare la strumentazione con i più efficienti metodi oggi 
disponibili, e permette di gestire in modo flessibile nuove 
tecnologie in futuro. La camera, dotata di doppia antenna 
e di due ricevitori MXE EMI compatibili N9038A, supporta 
misure simultanee di polarizzazione verticale e orizzontale, 
fino a 18 GHz. Per permettere la risoluzione dei problemi 
in tempo reale durante la fase di produzione, il display di 
ciascun MXE può essere proiettato sulla parete della camera. 

Vco operante a 3.850 MHz 

Crystek ha introdotto 
CVCO55CC-3850-3850, un 
VCO che opera a 3.850 MHz 
con un intervallo di tensione 
di controllo da 0,5 a 4,5 V. Il 
VCO è caratterizzato da un 
rumore di fase tipico di -110 
dBc/Hz a 10 kHz di offset e 
vanta un'eccellente linearità. 

La potenza di uscita tipica è +7 
dBm. CVCO55CC-3850-3850 è 
racchiuso in un package SMD da 0,5x0,5 pollici. La tensione 
di ingresso è di 8 V e il consumo di corrente massimo di 35 
mA. Pulling e pushing sono pari rispettivamente a 1 MHz e a 
0,2 MHz/V. La soppressione della seconda armonica è di -15 
dBc tipici. 

Il dispositivo è indicato per l'impiego in applicazioni come 
apparecchiature radio digitali, punti di accesso wireless fissi, 
sistemi di telecomunicazioni satellitari e base station. 

MiniLED di potenza 

Rutronik ha aggiunto al proprio catalogo la serie di MiniLEDs 
di potenza VLMx234 di Vishay Intertechnology, ospitati in un 
package SMD ultra-compatto di 2,3 x 1,3 x 1,4 mm. 
Realizzata in tecnologia AlInGaP, la serie VLMx234 fornisce 
un'elevata luminosità con intensità luminosa tipica di 3.500 
mcd e (4.900 mcd max) a 70 mA, offrendo prestazioni termi- 
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che migliori rispetto ai LED 
della precedente genera¬ 
zione. 

I LED ad alta intensità sono 
caratterizzati da bassa resi¬ 
stenza termica giunzione/ 
ambiente di 325 K/W e una 
dissipazione di potenza 
fino a 200 mW, che con¬ 
sente elevate correnti di pilotaggio fino a 70 mA. Di piccole 
dimensioni e ad alta intensità luminosa la serie è ideale per 
applicazioni automotive. Proposti nelle versioni super-rosso 
(da 900 a 2.24 Omcd ), rosso, ambra e giallo (tutti da 1400 a 
3.550 mcd ) e certificati AEC-Q101, i miniLED sono adatti per 
illuminazione interna ed esterna, per cruscotti, indicatori e 
retroilluminazione di sistemi A/V, attrezzature industriali, 
interruttori LCD, simboli, insegne luminose e così via. 

Transceiver ottico 
per Ethernet da 11,3 Gbps 

Solitamente i progettisti di moduli ottici sono costretti a 
trovare un compromesso tra alte prestazioni e riduzione del 
consumo energetico. Il circuito integrato MAX3956 di Maxim, 
un transceiver laser per moduli SFP+ per porte 10GBASE-LR, 
consente di risolvere questo problema. Il dispositivo offre 
prestazioni elevate per quanto riguarda il margine della 
maschera di trasmissione (oltre il 50%, per 1k forme d'onda, 
con zero "mask hit"), assicurando inoltre una dissipazione 
di potenza totale del modulo SFP+ inferiore a 0,8 W. La 
riduzione della potenza dissipata consente di abbassare le 
spese operative (OPEX) e di migliorare l'affidabilità termica 
dei data center. Il dispositivo integra inoltre vari monitor 
analogici ad alta precisione per il monitoraggio diagnostico 
digitale (digitai diagnostics monitoring, DDM) di parametri 
quali temperatura, VCC e RSSI, al fine di assicurare un pro¬ 
getto compatto e risparmiare sui 
costi della BOM (bill-of-material). 
Grazie all'integrazione dei moni¬ 
tor analogici e di un convertitore 
analogico-digitale (ADC) a 12 bit, 
MAX3956 consente l'impiego di 
un economico microcontrollore 
esterno "tutto digitale". 

Generatore VersaClock 5 

Integrated Device Technology ha presentato la famiglia di 
generatori di clock programmabili VersaClock 5, caratteriz¬ 
zata dalle migliori prestazioni di jitter disponibili e da un 
assorbimento energetico dimezzato rispetto a quello dei 
dispositivi concorrenti. Le soluzioni di temporizzazione a 
uscite multiple di IDT permettono di consolidare i compo¬ 
nenti di sistema offrendo una maggiore flessibilità di prò- 
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getto, facilitando la realizzazione 
di applicazioni di largo consumo 
economicamente convenienti a 
basso assorbimento energetico e 
di applicazioni di comunicazione 
che richiedono un basso jitter. 

Il dispositivo 5P49V5901 è un 
generatore di clock program¬ 
mabile sul sistema che mette a 
disposizione quattro coppie di 
porte di uscita in grado di pro¬ 
durre frequenze di uscita indipendenti fino 350 MHz con 
diversi tipi di segnali di uscita. Questo dispositivo ad elevato 
grado di integrazione consolida quattro generatori di clock 
differenziali e otto generatori di clock riferiti a massa (single 
ended), aiutando a minimizzare lo spazio occupato sulla 
scheda e la complessità della distinta base. Con un jitter di 
fase RMS inferiore a 0,7 picosecondi su tutta la gamma di 
integrazione da 12 kHz a 20 MHz, il nuovo generatore sod¬ 
disfa gli stringenti requisiti sul jitter dei bus PCI Express Gen 
1/2/3, USB 3.0 e 1G/10G Ethernet. Il generatore di clock ad 
alte prestazioni assorbe meno di 100 mW di potenza (il 50 
percento in meno dei dispositivi concorrenti), contribuendo 
ad abbassare i vincoli sulla dissipazione termica, a ridurre i 
consumi energetici del sistema e ad allungare la durata della 
batteria. 
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1400V IGBT 


International Rectifier ha pre¬ 
sentato un robusto, affidabile e 
velocissimo IGBT (Insulated Gate 
Bipolar Transistor) da 1400 V con 
struttura trench (a trincea) che è 
stato ottimizzato le applicazioni 
che richiedono una commutazione 
dolce, come ad esempio i piani a 
induzione per cucine e i forni a 
microonde. 

Inserito nello stesso contenitore insieme a un diodo a bassis¬ 
sima tensione diretta, il dispositivo IRG7PK35UD1 PbF utilizza 
la tecnologia trench su wafer sottile Gen7 di IR, che garanti¬ 
sce una bassissima tensione VCE(ON) e una velocità di com¬ 
mutazione estremamente elevata per ridurre al massimo le 
perdite di conduzione e di commutazione nella realizzazione 
di sistemi di riscaldamento ad alto rendimento energetico. 
Estendendo la gamma di tensione del dispositivo fino a 1400 
V, è possibile realizzare convertitori di potenza risonanti 
paralleli con circuiti riferiti a massa (single ended) di maggior 
potenza garantendo una maggiore tensione di guardia e 
ottenendo una maggiore robustezza dell'intero sistema. 

Il dispositivo IRG7PK35UD1 PbF amplia la consolidata famiglia 
di IGBT di IR per applicazioni a commutazione dolce fino a 
1400 V, estendendo la gamma di potenza dei sistemi di riscal¬ 
damento a induzione. 
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Toughpad 4k 

per la modellazione CAD e 3D 

Il Toughpad 4K UT-MA6 di Panasonic nella versione 
Performance è stato progettato per essere un dispositivo 
di calcolo all-in-one, ideale per ingegneri e progettisti che 
operano in settori come aeronautica, Utilities, Oil and Gas, 

Automotive, Edilizia e 
Pianificazione. 

Il Toughpad UT-MA6 è 
dotato di un processore 
Intel Core i7 vPro più 
potente con velocità 
di clock di 2,1 GHz e 
scheda grafica NVIDIA 
Quadro con 16 GB di 
RAM e supporta pie¬ 
namente Open GL, il 
formato standard di 
settore, per gestire con facilità applicazioni intensive di 
modellazione CAD e 3D. 

Il modello Performance è provvisto di Ethernet LAN e Mini 
DisplayPort come standard per il trasferimento veloce di 
grandi file dati e per garantire che il dispositivo possa 
essere facilmente collegato a display e proiettori se neces¬ 
sario. 

La fotocamera posteriore da 5 megapixel permette a inge¬ 
gneri e designer di rendere la realtà aumentata una realtà 
concreta, mentre la fotocamera frontale da 0,9 megapixel 
consente loro di fare videoconferenze con i clienti in tutto 
il mondo. 

Soluzione a LED ad alta emissione 
Cree Edge High Output 

Cree ha annunciato la disponibilità in Europa della nuova 
soluzione a LED Cree Edge High Output (HO). Grazie alla 
tecnologia Cree TrueWhite, l'apparecchio Cree EdgeHO 
offre una resa cromatica pari a 90 CRI con temperatura 
di colore 5000K. Cree Edge HO Series, disponibile per la 

prima volta in Europa, 
è una gamma di pro¬ 
dotti progettata per 
illuminare ampi spazi, 
grazie ad una luce di 
qualità con un'emis¬ 
sione fino a 75.000 
lumen. Il nuovo appa¬ 
recchio, dotato della 
garanzia Cree di 10 
anni leader nel set¬ 
tore, è la soluzione 


ideale per applicazioni commerciali, industriali, impianti 
sportivi, porti e aeroporti. 

La serie Cree Edge HO rappresenta la soluzione ideale 
per sostituire gli obsoleti apparecchi di illuminazione con 
tecnologia a scarica (HID) fino a 2.000 watt di potenza. 
Rispetto alle soluzioni tradizionali, Cree Edge HO garan¬ 
tisce un'illuminazione di qualità con un'emissione ad alta 
efficienza, garantendo al contempo una sensibile riduzio¬ 
ne del consumo energetico (fino al 70%). Il nuovo Cree 
Edge HO è dotato di molteplici ottiche per offrire un'illu¬ 
minazione ottimale per qualsiasi tipologia di applicazione. 

FRAM da 1 Mbit 
con interfaccia I2C 

Fujitsu Semiconductor Europe (FSEU) ha annunciato il rila¬ 
scio di MB85RC1MT, una FRAM da 1 Mbit dotata di interfac¬ 
cia l 2 C. Questa soluzione rappresenta la memoria con mag¬ 
giore capacità nell'intera gamma di prodotti Fujitsu dedi¬ 
cati all'interfaccia seriale l 2 C. MB85RC1MT è proposta in 
un package standard SOP-8 pin-compatibile con memorie 
Flash ed EEPROM. Caratterizzata da una lunga durata ope¬ 
rativa e da bassi consumi di energia, questa nuova FRAM 
consente la registrazione frequente a basso consumo di 
dati di log richiesta dalle applicazioni per l'automazione e 
la strumentazione 
industriale. 

La nuova memoria 
MB85RC1MT fun¬ 
ziona con tensioni 
comprese tra 1,8 V 
e 3,3 V, e a tem¬ 
perature comprese 
tra -40 °C e 85 °C. 

L'alimentazione 
attiva del dispo¬ 
sitivo assorbe un 
massimo di 1,2 
mA (a 3,4 MHz). 

Prendendo in considerazione il ciclo di scrittura estremamen¬ 
te breve della FRAM, il sistema è notevolmente più efficiente 
in termini di consumi rispetto alle EEPROM. La memoria 
MB85RC1MT supporta anche una modalità "high-speed" alla 
sua frequenza operativa, permettendo di effettuare opera¬ 
zioni di lettura/scrittura a 3,4 MHz parallelamente al funzio¬ 
namento a 1 MHz - la stessa velocità delle EEPROM con¬ 
venzionali. Di conseguenza, molte applicazioni di logging 
che utilizzano un'interfaccia l 2 C possono ora sostituire le 
loro EEPROM con questa nuova FRAM. La soluzione per¬ 
mette, inoltre, di acquisire dati ad alta precisione con una 
registrazione ad alta frequenza riducendo nel contempo i 
consumi dei cicli di scrittura. 
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MERCATI/ATTUALITÀ 


Nasce Artesyn Embedded Technologies 


Artesyn Embedded Technologies è il nuovo brand che segue la transizio¬ 
ne della parte di embedded computing e il business power di Emerson 
Network Power . 

Platinum Equity ha infatti acquisito lo scorso novembre la quota di mag¬ 
gioranza da Emerson che comunque conserva il 49%. 

L’obbiettivo è quello di conquistare nuove posizioni nei segmenti delle 
soluzioni di embedded computing e power conversion per i mercati delle 
comunicazioni, computing, medicale e industriale. 

Il nome Artesyn deriva da due parole: Artisan e Synthesis, con riferimen¬ 
to rispettivamente alla creatività dell’azienda e all’abilità di lavorare a 
stretto contatto con i clienti 


Nasce Lithium Energy 
and Power GmbH & Co. KG 

Robert Bosch GmbH, GS Yuasa International Ltd e Mitsubishi Cor¬ 
poration hanno costituito una joint venture con sede a Stoccarda 
per lo sviluppo di batterie con tecnologie a gli ioni di Litio di nuova 
generazione da destinare ai veicoli elettrici. 

La Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG punta a realizzare 
nei prossimi anni batterie agli ioni di Litio con efficienza doppia 
rispetto alle attuali. Le aziende coinvolte in questa iniziativa ri¬ 
tengono infatti che la mobilità elettrica diventerà un mercato di 
massa dal 2020 e che occorra predisporre nuove tecnologie. 

Per la suddivisione delle quote delle nuova aziende, Bosch ha il 
50%, mentre gli altri due partner detengono il 25% ciascuno. La 
composizione del consiglio di amministrazione riflette la stessa 
suddivisione. 



The Embedded Computing and Power 
business oTEmerson Network Power Is now 
Arlcsyn Lmbcddcd Technologies thè 
New Superhero of bmbedded Technologies 

Continue io Artesyn.com ► 


Previsioni di crescita 
per il mercato 

dell’home energy management 


Un recente report di Naviaant Research sul mercato dei sistemi per la 
gestione dell’energia nel settore residenziale evidenzia che il fatturato 
di 512 milioni di dollari attenuto nel 2013 potrebbe raggiungere i 2,8 
miliardi di dollari nel 2020. 

Gli analisti comunque ritengono che dopo questa forte crescita, il merca¬ 
to si dovrebbe contrarre, nel 2022, a 1,8 miliardi dollari. 

I termostati intelligenti, dotati di capacità di comunicazione bidirezio¬ 
nale, sono tra i driver che dovrebbero favorire questa crescita, dato che 
questo tipo di dispositivi risponde alla necessità degli utenti di ridurre i 
costi della bolletta elettrica. 


Ricarica wireless: produttori 
pronti alla partenza 

Sino a non molto tempo fa le prospettive per i sistemi wireless di ricarica 
per veicoli elettrici sembravano essere molto limitate, ma da circa 12 
mesi le cose sono cambiate. Molti dei principali produttori di autovei¬ 
coli infatti stanno pensando di proporre sul mercato sistemi di ricarica 
wireless nei prossimi anni e una parte significativa dell'industria ritiene 
che questo tipo di tecnologia rappresenti il futuro per la ricarica dei PEV 
(Plug-in Electric Vehicle). Al momento c’è un solo sistema commerciale 
di questo tipo e la maggior parte degli altri è ancora allo stadio di prototi¬ 
po, ma per il 2015-2016 dovrebbero essere disponibili sistemi di ricarica 
wireless dai maggiori produttori di autoveicoli. Naviaant Research stima 
che i sistemi di ricarica wireless per autoveicoli dovrebbero crescere con 
un CAGR del 108% nel periodo compreso tra il 2013 e il 2022, con una 
previsione di vendita di circa 302.000 unità nel 2022. 


FirePower acquisisce 
gli alimentatori 
di OCZ Technology 

FirePower Technology ha annunciato di aver acquistato gli asset 
degli alimentatori di OCZ Technology Group compresa la linea PC 
Power e Cooling. 

L’acquisizione, immediatamente operativa, comprende non sol¬ 
tanto le linee di prodotto, ma anche il team e permette a Fire¬ 
Power di proporre una serie di alimentatori ben articolata, che 
comprende modelli che spaziano dalle esigenze del mercato del 
PC gaming a quelle delle workstation. 

I termini dell’acquisizione non sono stati resi pubblici 
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MERCATI/ATTUALITA 


La crescita del mercato dei moduli convertitori DC/DC 


Le previsioni presentate nella nuova edizione del “Worldwide DC-DC 
Converter Module Forecasts” di Darnell Group sono basate sull’analisi 
quantitativa di 24 applicazioni suddivise in cinque categorie: comuni¬ 
cazioni, computer, industria, medicale e militare/aerospaziale. 

Il mercato dei moduli convertitori DC/DC per l’alimentazione si preve¬ 
de che avrà una sensibile crescita nei prossimi cinque anni, passando 
dai 3,9 miliardi di dollari previsti per il 2014, ai 5 miliardi di dollari del 
2019, con un CAGR del 4,9%. 

Le applicazioni che stimoleranno questa crescita saranno quelle dei 
settori industriale, comunicazioni e computer. Un settore che sta 


La tecnologia GaN-on-Si 
di Nitronex passa a MACOM 

MACOM ha acquistato per circa 26 milioni di dollari Nitronex 
LLC, e può quindi accedere alla tecnologia e ai materiali GaN- 
on-Silicon epitaxial e pendeo-epitaxial per i semiconduttori da 
utilizzare in applicazioni RF. 

La tecnologia GaN viene infatti vista da tempo come un driver 
importante per la realizzazione della prossima generazione di 
applicazioni RF e a microonde. 

Nitronex ha già utilizzato questa tecnologia per i suoi compo¬ 
nenti discreti RF e MMIC e la possibilità di realizzare device 
caratterizzati da elevata linearità e potenza di uscita rendono la 
tecnologia GaN-on-Silicon un’ottima soluzione per rispondere 
alle esigenze di larghezza di banda dei dispositivi per comuni¬ 
cazioni come CATV, radio broadband, infrastrutture wireless, 
radar e applicazioni ISM. 


Accordo di distribuzione 
per Active-Semi e Ineltek 

Active-Semi International Ine, e Ineltek GmbFI hanno annunciato, in 
occasione di embedded world 2014. un accordo per la distribuzione 
delle soluzioni di IC per il power management e il controllo digitale 
dei motori. L’accordo riguarda l’area EMEA e in particolare i mercati 
italiano, tedesco, inglese, irlandese, russo e austriaco. 

Il portafoglio di Active-Semi comprende SoC mixed signal e com¬ 
ponenti analogici utilizzabili per alimentazione, ricarica e sistemi di 
controllo embedded digitali per applicazioni industriali, commerciali 
e consumer. 

In particolare, la gamma comprende come Power Application Control¬ 
ler, PMU, DC/DC, AC/DC e driver LED. 


emergendo è quello del digitai power management e control. In re¬ 
altà questa tecnologia più che emergente deve essere considerata 
come mainstream. Di fatto la crescita del mercato dei moduli con¬ 
vertitori DC/DC con funzionalità digitali si stima che crescerà dalle tre 
alle cinque volte più velocemente rispetto a quello complessivo dei 
moduli convertitore DC/DC, anche se la crescita varierà in base alle 
applicazioni. Un altro importante fattore di crescita per il mercato dei 
convertitori DC/DC è costituito dall’introduzione di nuove architetture 
come per esempio quella CCA (Centralized Control Architecture) e DBA 
(Dynamic Bus Architecture). 

Silicon Labs acquisisce 
Touchstone Semiconductor 

Touchstone Semiconductor ha annunciato di aver venduto i suoi asset 
a Silicon Laboratories Ine operazione che permette a Silicon Labs di 
sviluppare la sua strategie relativa al settore loT. 

Con questa operazione, Silicon Labs si ritroverà infatti con 70 nuovi 
prodotti analogici, come per esempio convertitori ADC, amplificatori 
operazionali, comparatori, chip per il power management, timer, che 
permettono di ridurre i consumi nei sistemi alimentati a batterie per 
applicazioni loT. 

Questa acquisizione, secondo gli analisti, costituisce un proseguimen¬ 
to della strategia che Silicon Labs sta attuando da circa due anni per 
posizionarsi sempre meglio nel segmento dell’loT. 


Accordo fra A4WP e PMA 
per la ricarica wireless 

L’Alliance for Wireless Power (A4WP) e Power Matters Alliance 
(PMA) hanno annunciato un accordo per assicurare l’interope- 
rabilità fra i diversi standard. La PMA è focalizzata infatti nella 
tecnologia wireless di ricarica a induzione, con installazioni 
diffuse come per esempio presso alcuni locali di McDonalds 
e Starbucks, mentre A4WP è riconosciuta per lo standard de 
facto tecnologia wireless di ricarica a risonanza magnetica. 
Questo accordo apre la strada al consolidamento di questo 
settore dato che permette di armonizzare gli standard per rag¬ 
giungere l’interoperabilità fra i sistemi di ricarica wireless di 
prossima generazione. I primi passi consistono nell’adozione 
da partner di PMA delle specifiche A4WP Rezence per trasmet¬ 
titore e ricevitori in configurazione single mode e multi mode. 
A4WP adotterà le specifiche PMA per come una opzione sup¬ 
portata per le implementazioni multi mode 
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Effetti della polarizzazione inversa 

sulle uscite di convertitori 
di potenza in serie 

La connessione in serie delle uscite dei convertitori di potenza può avere effetti dannosi 
o di diffìcile interpretazione. Scopo dell’articolo è spiegare le cause che producono 
questi effetti e le tecniche da utilizzare per cercare di limitare le conseguenze negative 


Paul Lee 

Direttore business development 
Murata Power Solutions - UK 


Le uscite dei convertitori di potenza isolati sono di solito 
collegate in serie, sia per generare rail positivi e negativi 
tramite il grounding (ovvero il collegamento a massa) del 
punto medio (mid-point), sia semplicemente per ottene¬ 
re una tensione di valore più elevato. Le uscite possono es¬ 
sere del medesimo convertitore o di convertitori separati. 
Esiste il rischio che in fase di avviamento (start-up) una 
delle uscite possa “vedere” una polarizzazione di tensione 
inversa sui suoi terminali. Nelle figura 1 è riportata una 
tipica applicazione nella quale un convertitore DC-DC a 
bassa potenza fornisce una tensione di +/- 12 V per il cir¬ 
cuito analogico a partire da un sistema a 5 V. Prima che il 
convertitore DC-DC sia alimentato attraverso lo switch, esi¬ 
ste un percorso di corrente indesiderata (sneak current) 
- riportato in grassetto in figura 1 - che interessa anche 
il ramo (leg) inferiore del secondario center-tapped del 
trasformatore (nell’ipotesi che la tensione diretta di D2 
sia leggermente inferiore rispetto a quella di DI). Il flusso 
di corrente fa aumentare l’uscita negativa del convertitore 
fino a una tensione positiva pari circa a quella della cadu¬ 
ta di tensione diretta del diodo (one diode drop above 
ground, solitamente pari a 0,7V). 

Anche se non esiste uno switch fisico sull’ingresso del 
convertitore DC-DC, la funzione di soft start interna 
(avviamento graduale) o il ritardo in fase di avviamen¬ 
to possono in maniera transitoria produrre il medesimo 


effetto quando viene fornita potenza al convertitore. 
Nell’applicazione riportata in figura 2 sono stati utilizzati 
due convertitori per generare una tensione di valore non 
standard, ad esempio 18V a partire da due convertitori da 
9V. Se il convertitore identificato come DC-DC 2 si avvia 
prima dell’altro convertitore, identificato come DC-DC 1, 
e il valore di CI è molto più grande rispetto a quello dei 
condensatori di uscita del convertitore, l’uscita positiva di 
DC-DC 1 è polarizzata inversamente mentre C 1 si carica 
fino a quando il convertitore genera la propria uscita. Per¬ 
sino prima dell’avvio di entrambi i convertitori, esiste di 
nuovo un’impedenza indesiderata potenziale nel punto 
medio della connessione serie che forza l’uscita positiva 
di DC-DC 1 ad assumere un valore negativo pari a quello 
della caduta di tensione diretta del diodo a causa della 
corrente che fluisce verso la massa del sistema attraverso 
il trasformatore di DC-DC 1, il diodo di uscita e il carico 
esterno. 

In entrambi i casi la tensione inversa è agganciata al va¬ 
lore della caduta di tensione diretta del diodo interno. 
Sebbene è improbabile che questa tensione provochi 
sollecitazioni dannose per i componenti, essa potrebbe 
causare la conduzione del diodo del substrato nei circu¬ 
iti integrati connessi all’uscita e avviamenti anomali. Nel 
caso i convertitori integrino condensatori di uscita al tan¬ 
talio a elettrolita solido si potrebbero verihcare problemi 
specialmente alle alte temperatura. I risultati di un’analisi 
condotta sui dati forniti da produttori hanno evidenziato 
che per condensatori di questo tipo la prassi più comune¬ 
mente adottata è di garantire una tensione inversa (rever¬ 
se voltage) di sicurezza massima di 0,1V a 125 °C. 


VI 
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L’effetto del flusso di corrente attraverso il secondario 
del trasformatore del convertitore prima dell’avviamento 
è più insidioso. Questa corrente può presentarsi in tutti 
i tipi di topologie, a eccezione di quelle che prevedono 
condensatori in serie come le topologie Cuk o Sepie. La 
quantità di corrente dipende dalla topologia e dalle ca¬ 
dute di tensione del diodo e della resistenza, oltre che 
dall’impedenza indesiderata del sistema. Per esempio, in 
un convertitore boost o flyback come quello riportato in 
figura 2, tutta la corrente fluisce attraverso il secondario 
del trasformatore mentre nel caso del convertitore buck 
o forward il valore di questa corrente dipende dalle cadu¬ 
te di tensione relative dei diodi in conduzione diretta e 
“freewheel” e dalla resistenze dell’avvolgimento. Circuiti 
push-pull bifase o center-tapped come quelli visibili in fi¬ 
gura f suddividono la corrente tra i due avvolgimenti di 
uscita sulla base di un certo rapporto. Se DI e D2 (si fac¬ 
cia sempre riferimento alla Fig. 1 ) sono caratterizzati da 
cadute di tensione diretta identiche e le resistenze della 


connessione e dell’avvolgimento sono uguali, la corrente 
si dividerà in egual misura tra i due avvolgimenti del se¬ 
condario che, essendo in anti-fase, non producono una 
magnetizzazione netta e quindi nessun effetto dannoso. 
In realtà ci si può aspettare una corrente disuguale. 
L’effetto pratico della corrente dipende ancora una volta 
dalla topologia. Un trasformatore solitamente non è pro¬ 
gettato per supportare una corrente DC continua quin¬ 
di il core è pre-magnetizzato dalla corrente indesiderata 
prima dell’avvio del convertitore e probabilmente anche 
saturato magneticamente. Nell'esempio di figura 1 si ha 
una topologia push-pull con un core (nucleo magnetico) 
a elevata permeabilità di piccole dimensioni, con un’area 
della sezione trasversale pari ad esempio a 0,005 in2, e 
un secondario center-tapped a 8 spire. Il trasformatore si 
saturerà con una corrente di soli 150 mA DC attraverso 
un ramo di questo avvolgimento. Poiché il convertitore 
è avviato in una condizione in cui il nucleo è in satura¬ 
zione, a seconda di quale fase viene attivata per prima, 


+VE "Sneak" current path 



Fig. 1 - Collegamento interno in serie al convertitore per uscite bipolari 
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Fig. 2 - Connessioni in serie per tensioni di uscita 
più elevate 


un commutatore del primario del convertitore “vedrà” 
immediatamente una corrente dannosa. In questa appli¬ 
cazione potrebbe facilmente fluire una corrente indesi¬ 
derata di tale ampiezza. 

I nuclei di dimensioni maggiori presenti in convertitori 
buck o forward di potenza più elevata sono caratterizzati 
da livelli di saturazione in DC molto più alti a parità di 
induttanze e numero di spire e per potenze elevate è 
verosimile che assicurino una protezione più completa 
per i commutatori del primario. 

I convertitori flyback o boost isolati, sebbene conducano 
tutta la corrente indesiderata attraverso i secondari del 
trasformatore prima deH’awiamento, sono immuni in 
misura maggiore al fenomeno della saturazione poiché i 
nuclei con traferro (gapped) o a bassa permeabilità con¬ 
sentono una polarizzazione in DC più elevata attraverso 
gli avvolgimenti. Non bisogna comunque dimenticare 
l’influenza sui circuiti auto-oscillanti (self-oscillating) 


più semplici. Questi circuiti solitamente hanno bisogno 
di un avvolgimento in retroazione per dare avvio all’o¬ 
scillazione. Nel caso il core sia pre-magnetizzato, la re¬ 
troazione sul primo ciclo di commutazione è attenuata 
e il circuito può trovarsi bloccato in uno stato danno¬ 
so e ad alta dissipazione a seconda del tempo di salita 
della tensione DC-DC di ingresso. Questo effetto è stato 
riscontrato nel corso dei test eseguiti da Murata Power 
Solutions con una corrente di polarizzazione iniziale di 
soli 30 mA attraverso l’uscita di un converùtore flyback 
auto-oscillante da 2 W. 

Una soluzione semplice 

Fortunatamente esiste una soluzione alquanto semplice 
per il problema appena sopra descritto. Appositi diodi, 
posizionati ai capi delle uscite del convertitore in modo 
tale da essere polarizzati inversamente durante il funzio¬ 
namento normale, possono deviare le correnti poten¬ 
zialmente dannose lontano dai convertitori. Essi devono 
essere caratterizzati da una caduta di tensione diretta in¬ 
feriore a quella delle cadute di tensione del diodo inter¬ 
no e della resistenza e sono solitamente di tipo Schottky. 
E necessario tenere in considerazione la loro corrente 
di dispersione (leakage current) a elevate temperature 
in quanto possono provocare una dissipazione di no¬ 
tevole entità in presenza di una tensione inversa conti¬ 
nua di valore elevato. Nel caso i convertitori utilizzino 
condensatori al tantalio la tensione di aggancio (clamp 
voltage) del diodo parallelo può essere ancora troppo 
elevata, per cui è necessario trovare un’alta soluzione: 
ad esempio si potrebbe integrare un diodo in uscita in 
serie aggiuntivo oltre al diodo parallelo. Il diodo in serie 
dovrebbe avere una caduta di tensione diretta di valore 
assimilabile o inferiore a quella del diodo parallelo in 
modo da garantire che il valore netto di tensione ai capi 
del condensatore al tantalio sia sempre posiùvo. Que¬ 
sto diodo contribuisce ovviamente a ridurre l’efficienza 
complessiva e la precisione della tensione di uscita nel 
caso non sia utilizzabile una funzione di rilevamento re¬ 
moto (remote sensing). 

Nei convertitori AC-DC solitamente non esiste un per¬ 
corso che permetta alla corrente indesiderata di tornare 
verso l’alimentatore ma è ancora possibile l’insorgere di 
effetti imputabili alla polarizzazione inversa transitoria 
di DC-DC 1 (Fig. 2) nel momento in cui CI si carica. 
Questi effetti possono essere attenuati suddividendo in 
due l’elevato valore del condensatore di uscita, riparten¬ 
dolo ai capi di ciascuna uscita del convertitore, oltre a 
prevedere la presenza del diodo parallelo. 
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I semiconduttori composti 

nei dispositivi di potenza 

I costruttori di dispositivi di potenza hanno imparato ad affiancare l'onnipresente silicio 
ad alcuni semiconduttori composti, grazie ai quali è possibile ottenere prestazioni 
decisamente più elevate 


Paolo De Vittor 


Il silicio, che per decenni ha dominato incontrastato il 
settore dei dispositivi elettronici, è stato man mano af¬ 
fiancato da una serie di semiconduttori composti, bina¬ 
ri e ternari. Le ricerche in questo settore hanno infatti 
permesso di scoprire che, utilizzando particolari com¬ 
posti, si possono sfruttare proprietà prima sconosciute, 
che permettono di ottenere comportamenti utili in set¬ 
tori dove il silicio offre scarse prestazioni. Nel campo 
dell’emissione luminosa, ad esempio, gli attuali diodi 
LED non si sarebbero potuti utilizzare con il silicio, poi¬ 
ché per ottenere emissioni nel visibile occorre un mate¬ 
riale con un energy-gap più elevato di quello del silicio. 
Non solo, ma per poter operare agevolmente alle alte 
frequenze occorre un materiale in cui i portatori di ca¬ 
rica viaggino più velocemente che nel silicio. Inoltre, 
per particolari tipi di sensori in campo chimico, ottico 
o fisico occorrono materiali specifici, sviluppati appo¬ 
sitamente. Ma il settore dove da alcuni anni si sta regi¬ 
strando un notevole impulso di ricerca e applicazioni 
sui semiconduttori composti di tipo binario è quello dei 
dispositivi di potenza. Si potrebbe obiettare che diodo, 
transistor e tiristori di potenza in silicio sono sempre 
stati fatti. Uno dei principali motivi è che, se cambian¬ 
do materiale si possono ottenere migliori performance, 
perché non cambiare? 

Maggior efficienza 

Nel settore dei dispositivi di potenza il parametro che 
condiziona maggiormente le prestazioni di un circuito 



Fig. 1 - Confronto fra i tempi di recupero di diodi al 
silicio e al carburo di silicio a pari condizioni di lavoro 
(Fonte Infineon) 


di pilotaggio di un carico è sostanzialmente la tempera¬ 
tura massima di lavoro, che va mantenuta entro i limiti 
di sicurezza, dimensionando accuratamente i dissipato¬ 
ri, la ventilazione forzata e, per le maggiori potenze, la 
circolazione di un liquido refrigerante. 

La temperatura operativa di un elemento a semicondut- 
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Comparison of R on for Si, SiC, and GaN 



♦ Si ■ Si SJ •igbt • Sic a GaN hfet ★ ir GaN Measured data 


Ecrit : Si = 20 V/pm , GaN = 300 V/ pm 
ef: N. Ikeda et.al. ISPSD 2008 p.289 


Fig. 2 - Confronto fra le prestazioni ottenute con dispositivi in 
silicio, carburo di silicio e nitruro di Gallio in termini di tensione 
di breakdown e resistenza specifica di conduzione (Fonte Inter¬ 
national Rectifier) 


tore - come è noto - è condizionata dalla temperatura 
ambiente ed è direttamente proporzionale alla potenza 
dissipata, che va quindi limitata a livello circuitale, o 
limitando la corrente di lavoro o monitorando diretta- 
mente la temperatura del dispositivo o del dissipatore. 
Il superamento della massima temperatura ammissibile 
per il semiconduttore porterebbe a fenomeni di deriva 
termica a causa dell’aumento incontrollato delle cor¬ 
renti inverse. 

I costruttori dei dispositivi di potenza che utilizzano 
come semiconduttore il silicio indicano temperature 
massime operative comprese tipicamente fra i 150 e i 
175 °C, variabile a seconda del tipo di dispositivo, dei 
livelli di drogaggio utilizzati e dalla sequenza di mate¬ 
riali usati per il fissaggio dei chip al package, mentre 
solo pochi dispositivi di potenza oggi disponibili sono 
pienamente caratterizzati fino a 200 °C. 

Superando la temperatura massima di giunzione si 
incontrano non solo problemi legati allo stress mec¬ 
canico (fissaggio del chip al substrato, wire bonding 
e package) ma legati soprattutto ai fenomeni di deri¬ 
va termica, come ad esempio il non certo trascurabile 
raddoppio delle correnti inverse ogni circa 10 °C, che 
porta in breve tempo il chip alla “cottura”, e quindi ad 
una rapida variazione delle caratteristiche che rendono 
incontrollabile il comportamento dell’intero circuito 
applicativo. 

Perché proprio 150-175 °C? Questo limite - valido per 
tutti i tipi di dispositivi al silicio, discreti e integrati, 


di segnale e di potenza - è proprio legato al 
tipo di semiconduttore, ed è condizionato di¬ 
rettamente dall’energy-gap. Questo parame¬ 
tro - che rappresenta il “salto” di energia fra 
la banda di valenza e quella di conduzione - 
condiziona a sua volta la concentrazione dei 
“portatori minoritari”, ovvero l’entità delle 
correnti inverse di giunzione, che sono quelle 
che limitano in pratica la massima temperatu¬ 
ra operativa. 

A questo punto ci si è chiesti se sostituendo il 
silicio con un semiconduttore a maggior ener- 
gy-gap non si potesse ottenere un dispositi¬ 
vo in grado di funzionare a temperatura più 
elevata e quindi in grado di dissipare un mag¬ 
gior potenza. La risposta è ovviamente sì. La 
ricerca in effetti ha individuato già da parec¬ 
chi anni una serie di semiconduttori binari e 
ternari (ovvero formati da due o tre elementi 
chimici) con energy-gap più elevato di quello 
del silicio. 

Il problema pratico è stato però quello pro¬ 
duttivo, legato a problemi quali ad esempio il 
costo di ottenimento, la qualità dei monocri¬ 
stalli nonché la loro dimensione, la facilità di 
drogaggio e la possibilità di sfruttare i processi - ormai 
classici e più che sperimentati - sinora usati diffusa- 
mente per il silicio, che hanno permesso di abbattere i 
costi produttivi e ottenere ottime rese per elevati volu¬ 
mi di produzione. 

Semiconduttori composti 

Grazie ai vantaggi ottenibili con i materiali composti, 
i laboratori di ricerca sono riusciti a mettere a punto 
da alcuni anni metodologie di produzione adeguate. 



Fig. 3 - Transistor di potenza al carburo di silicio 
prodotto da Cree Semiconductor 
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Fig. 4 - Modulo copack in carburo di silicio prodotto 
da GeneSiC 


anche se per alcuni aspetti specifiche, in quanto per 
taluni aspetti differenti da quelle classiche del silicio. 
In base a queste considerazioni, i materiali che sono 
stati individuati come più idonei da utilizzare per i di¬ 
spositivi di potenza sono il carburo di Silicio SiC e il 
nitruro di Gallio GaN. Il primo ha un energy-gap di 
poco più di 3eV (varia a seconda della forma cristallina, 
se 4H o 6H) mentre per il secondo si aggira sui 3,5eV. 
Grazie a tale valore - ben più elevato che per il sili¬ 
cio - la concentrazione dei portatori minoritari risulta 
sensibilmente ridotta, per cui le correnti inverse sono 
ancora più trascurabili, e come conseguenza la tempe¬ 
ratura massima di giunzione è maggiore che nel silicio. 
Si passa infatti dai 150 °C ai 250 °C, con conse¬ 
guente proporzionale incremento della poten¬ 
za dissipabile o, in alternativa, alla possibilità 
di operare a temperature ambiente più elevate, 
fattore certamente non trascurabile in molteplici 
applicazioni. Non solo, ma i nuovi materiali per¬ 
mettono di fruire di ulteriori vantaggi, quali ad 
esempio ridotti tempi di recupero (Fig. 1) e mi¬ 
nor Qc, ciò che permette di avere minori perdite 
di commutazione e di poter operare a frequenze 
di lavoro più elevate, a tutto vantaggio dell’in- 
gombro e del peso dei circuiti applicativi, grazie 
al risparmio ottenibile sulle dimensioni dei com¬ 
ponenti reattivi. 

Un ulteriore vantaggio è quello della maggior 
conduttività termica, che ad esempio nel carburo 
di silicio è addirittura quasi il triplo di quella del 
silicio. Ma non è finita, poiché grazie alla concen¬ 
trazione estremamente ridotta dei portatori mi¬ 
noritari si può fruire della loro capacità di soste¬ 
nere campi elettrici più elevati, a tutto vantaggio 
delle tensioni di lavoro dei dispositivi di potenza. 

Il carburo di silicio e il nitruro di Gallio, ad esem¬ 


pio, sono in grado di sostenere campi elettrici pari a 
quasi dieci volte quelli del silicio (3 MV/cm contro 
i 250 KV/cm del silicio) prima di evidenziare il bre- 
akdown a valanga. 

Non solo, ma la densità di corrente ottenibile ad esem¬ 
pio con l’SiC è pari a ben 300 A/cm 2 , significativamen¬ 
te più elevata che nel silicio. 

In figura 2 vengono messi a confronto a questo propo¬ 
sito le prestazioni ottenute con dispositivi in silicio, car¬ 
buro di silicio e nitruro di Gallio in termini di tensione 
di breakdown e resistenza specifica di conduzione. 

Fra i semiconduttori a elevato energy-gap, il carburo 
di silicio è quello la cui tecnologia è stata più studiata 
e per il quale sono disponibili più dispositivi commer¬ 
ciali. 

Grazie al carburo di silicio sono stati infatti prodotti 
diodi Schottky da ben 1200V, contro i 100-300V massi¬ 
mi degli analoghi dispositivi al silicio. L’altro semicon¬ 
duttore composto ideale per il mercato dei dispositivi 
di potenza è il nitruro di Gallio, con il quale sono stati 
realizzati ad esempio diodi Schottky da 2 KV e diodi PN 
da ben 6 KV. 

Nell’utilizzo dei diodi Schottky in SiC e GaN vanno 
sottolineati molteplici vantaggi, quali i ridotti tempi di 
recupero trr, la bassa carica accumulata Qs, le mino¬ 
ri perdite di commutazione (fra l’altro indipendenti 
dalla temperatura), la minor potenza dissipata nonché 
la maggior frequenza di lavoro. Tutto ciò porta a un 
sostanziale beneficio nelle applicazioni pratiche dei si¬ 
stemi di conversione di energia e nelle alimentazioni 


SiC MOSFGTs deliver higher 
ROHITì switching speeds and lower 
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Fig. 5 - Confronto fra le perdite di potenza ottenibili con Igbt 
al silicio e con i Mosfet al carburo di silicio (Fonte Rohm) 
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ÌC Technology 


Fig. 6 - Semikron utilizza chip in carburo di silicio 
per i nuovi moduli di potenza a elevata efficienza 


Mosfet Z-FET fino a 1700V e 50A (Fig. 3) e moduli a 
semiponte da 100A, 1.2 kV, 16mohm di Rds(on) e 1.8 
mj di Eoff, tutti fabbricati con carburo di silicio. 
Fairchild Semiconductor ha annunciato di voler pro¬ 
durre transistor bipolari in SiC da 1200V e 40A, carat¬ 
terizzati da un turn-off di soli 20 ns, assenza di “coda 
di corrente” in fase di spegnimento e indipendenza 
dei parametri di commutazione dalla temperatura. 
GeneSIC Semiconductor utilizza il carburo di silicio 
per produrre diodi Schottky fino a 3.3 kV, transistor 
bipolari fino a 1700V e 50A, tiristori GTO da 6.5 kV e 
80A nonché moduli co-pack (Fig. 4) da 1.2kV e 100A. 
Infineon produce diodi Schottky “ThinQ!” in SiC da 
650V con soli 65 nC di Qc a 40A e transistor JFET 
“CoolSiC” in SiC da 1.2 kV e 35A con 70 mohm di 
Rds(on), 92 nC di Qg e 38 pj di Eoss a 800V. 

IXYS produce IGBT in carburo di silicio da 600V e 75A 
con 38 ns di tfi in grado di essere utilizzato in applica¬ 
zioni di commutazione fino a 100 kHz. 

Microsemi realizza diodi Schottky, transistor Mosfet 
e moduli “zero recovery” fino a 1.2 kV e 270A, tutti 
in carburo di silicio. Mitsubishi e Powerex fabbricano 
moduli a Igbt che utilizzano il carburo di silicio per 
tensioni fino a 1.2kV e correnti fino a 800A, oltre a 
moduli a Mosfet in SiC per tensioni fino a 1.2 kV e 
correnti fino a 100A. Anche Rohm produce dispositivi 
in SiC, e in particolare diodi Schottky (fino a 1.2 kV e 
40A), Mosfet (Fig. 5) e moduli da 1.2 kV e 180A. 
Semikron (Fig. 6) sfrutta i vantaggi offerti dai chip in 
carburo di silicio (sia con diodi Schottky sia con tran¬ 
sistor Mosfet) per la realizzazione di alcuni nuovi mo- 


switching, dove la maggior compattezza delle realiz¬ 
zazioni è dovuta al minor ingombro dei dissipatori e 
alle ridotte dimensioni dei componenti reattivi. 

Le suddette caratteristiche di GaN e SiC sono tali 
che, soprattutto per applicazioni al di sopra dei 600V, 
il vantaggio derivato dalle minori perdite e dalla 
maggior efficienza è quanto mai evidente, e le carat¬ 
teristiche dei dispositivi sono tali da permettere di 
sostituire i diodi PIN con gli Schottky e gli Igbt con 
i Mosfet. 

I Mosfet in carburo di silicio, ad esempio, offrono 
una densità di potenza tripla rispetto agli Igbt in sili¬ 
cio, con perdite di commutazione pari a meno di un 
quinto. 

Si può anche facilmente constatare che, mentre 
nei Mosfet al silicio la resistenza di conduzione au¬ 
menta di quasi tre volte passando da 25 °C a 150 
°C, in quelli in carburo di silicio la Rds(on) au¬ 
menta solo del 50% passando da 25 °C a 200 °C. 

Parallelamente, le perdite di turn-on e turn-off nei 
Mosfet in SiC sono solo un quarto di quelle eviden¬ 
ziate dai Mosfet in silicio. 

Questi nuovi dispositivi risultano quindi ideali 
per le alimentazioni a commutazione, il control¬ 
lo motori nonché gli stadi PFC (Power Factor 
Correction) imposti dalle normative vigenti per la 
riduzione delle armoniche prodotte e quindi delle 
emissioni elettromagnetiche. 

Un crescendo di interesse 

Una delle prime società a produrre semicondut¬ 
tori composti per il mercato dei dispositivi di po¬ 
tenza è senz’altro Cree Semiconductor , che ha a Fig. 7 - Package dei diodi duali in carburo di silicio prodotti 

catalogo diodi Schottky Z_Rec fino a 1700V e 40A, da STMicroelectronics 


SiC dual diodes 
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duli che sono in grado di offrire una miglior efficienza 
(soprattutto a elevate frequenze di commutazione), 
una potenza di uscita più elevata e una maggior mi¬ 
niaturizzazione. 

Sensitron Semiconductor produce diodi Schottky fino 
a 1.2 kV e 100A e transistor Mosfet da 600V e 35A. 
STMicroelectronics ha a catalogo Mosfet in carburo di 
silicio che offrono un’elevata temperatura operativa, 
basse perdite di commutazione, deriva termica trascu¬ 
rabile, ridotta resistenza di conduzione ed elevate ve¬ 
locità operative. SCT30N120, in particolare, è in gra¬ 
do di operare fino a 1.2 kV e 45A, con 80 milliohm di 
Rds(on) a 150 °C. STM produce inoltre diodi Schottky 
in versione singola e duale (Fig. 7) fino a 1200V e fino 
a 2x10A. 

Toshiba ha avviato la produzione di diodi Schottky 
in SiC da 650V/24A (Fig. 8), mentre United Silicon 



Fig. 9 - International Rectifier produce componenti 
in nitruro di Gallio con il logo GaNpowlR 


Carbide (USCÌ) utilizza il carburo di silicio per la mes¬ 
sa a punto di diodi Schottky, JFET, Mosfet, transistor 
bipolari, moduli a Igbt sia di circuiti integrati in SiC. 

Dispositivi in Nitruro di Gallio 

Mentre, come visto sopra, i dispositivi di potenza in 
carburo di silicio vengono ormai ampiamente prodot¬ 
ti da tutta una serie di società, il nitruro di Gallio - no¬ 
nostante le sue ottime caratteristiche - viene utilizzato 
solo dai pochi produttori che si sono assunti l’onere 
di studiare, sviluppare e mettere a punto tecnologie 
adeguate a questo semiconduttore. 

Fra queste si annovera International Rectifier 





U r\J 


Fig. 8 - Toshiba produce diodi Schottky in carburo di 
silicio da 650V 


Corporation che, dopo alcuni anni di sviluppo, ha mes¬ 
so a punto una tecnologia (denominata “GaNpowlR”, 
Fig. 9) per dispositivi di potenza basata sulla deposi¬ 
zione epitassiale di arseniuro di Gallio su silicio (su 
wafer da 150 mm), capace di evidenziare notevoli 
prestazioni abbinate a bassi consumi. I prodotti basati 
sugli ÌP2010 e ÌP2011 permettono infatti di operare 
a frequenze decisamente più elevate, con minori di¬ 
mensioni e maggiore efficienza. 

Fra le società che propongono dispositivi di potenza 
al nitruro di Gallio vi è la canadese GaN Systems , 
che produce semiconduttori per la conversione di 
potenza. La società propone un kit di valutazione 
che opera nel range da 200V/60A a 1000V/20A, 
con una resistenza specifica in on-state inferiore a 
0.6 milliohm al centimetro quadrato, ciò che per¬ 
mette ad esempio ad un transistor da 30A/600V di 
dissipare meno di 1 Watt. 

Un altro produttore attivo nella realizzazione di dispo¬ 
sitivi al nitruro di Gallio vi è Efficient Power Conversion 
(EPC1 che offre FET eGaN fino a 200V e 4A capaci di 
operare fino a frequenze dei gigahertz e che, utilizzan¬ 
do i driver di Texas Instruments, fornisce demo board 
e reference design di vari tipi di circuiti a semiponte 
per il pilotaggio di potenza ad alta frequenza. 

Fra gli altri attori impegnati in questo settore occorre 
segnalare la collaborazione tra Fujitsu e Transphorm . 
che produce transistor Hernt in GaN da 600V/17A e 
moduli a ponte trifase al nitruro di Gallio da 2 e 4 kW. 
Da citare infine MicroGAN GmbH, che produce tran¬ 
sistor in GaN da 600V e 5 mohm/cnr. 


POWER 4 - APRILE 2014 


XIII 























Power 


Componenti e soluzioni 

di potenza per veicoli da lavoro 

ERNI Electronics mette a disposizione una gamma ampia e articolata di prodotti e servizi 
per centraline elettroniche, funzioni di sicurezza (tipo ABS) e alimentazione 


Michael Singer 
Direttore marketing 
ERNI Electronics 


Per i veicoli da lavoro l’affidabilità di centraline elettroni¬ 
che, fusibili e schede di potenza è un elemento di fonda- 
mentale importanza. In tale contesto è stata sviluppata la 
tecnologia BLUEcontact, destinata espressamente aliditi- 
lizzo in ambienti particolarmente severi, quali ad esem¬ 
pio cabina del guidatore, esterni e vano motore di bus, 
macchine da costruzione, camion, trattori e unità motrici. 
Questa tecnologia impedisce che le schede PCB e le relati¬ 
ve connessioni siano soggette a sovraccarichi di natura ter¬ 
mica in presenza di correnti di valore elevato garantendo 
un funzionamento sicuro, affidabile e duraturo. 

La gamma di servizi offerti sotto la denominazione di 
BLUEcontact include l'intera gestione del progetto, dalla 
realizzazione del primo prototipo alla produzione in se¬ 
rie, il routing della scheda PCB, lo sviluppo e la conse¬ 
gna di componenti meccanici, oltre alFintegrazione della 
scheda. L’offerta è completata da un portafoglio di pro¬ 
dotti complementari tra cui un’ampia gamma di zoccoli 
per fusibili e per relè oltre a connettori per cavi e PCB che 
sfruttano i vantaggi della zona press-Ht flessibile. 
Operando a stretto contatto con i propri clienti ERNI 
Electronics ha analizzato i criteri chiave al fine di fornire 
una soluzione ottimizzata quali ad esempio: quanto spazio 
è disponibile per le centraline elettroniche? Lo spazio di 
installazione è limitato? E necessario un contenitore? Le 
centraline elettroniche possono essere implementate nel¬ 
lo scompartimento del passeggero o devono operare in 
un ambiente più gravoso? Esiste il rischio di condensazio¬ 



Fig. 1 - Le soluzioni BLUEcontact garantiscono 
una connessione estremamente affidabile per 
applicazioni nei settori automobilistico e dell’e¬ 
lettronica industriale. Il portafoglio prodotti com¬ 
prende elementi di Potenza, connettori, zoccoli 
per relè e portafusibili 


ne? Qual è l’intensità delle sollecitazioni dovute ai carichi 
vibrazionali? E così via. 

Nell’ambito del programma BLUEcontact Solutions, 
ERNI mette a disposizione un’ampia gamma di elementi 
di potenza con una zona press-ht combinata flessibile e 
rigida, oltre alle versioni con zona press-ht solamente ri¬ 
gida. Mentre la zona rigida è usata per assorbire la coppia 
e assicurare un serraggio sicuro, la zona press-ht flessibile 
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assicura un’efficiente trasmissione della potenza. La tec¬ 
nologia press-fit di tipo soft, inoltre, impedisce il verificar¬ 
si di danni alla scheda PCB. In questo modo è possibile 
ottenere una connessione resistente alle sollecitazioni e 
alle vibrazioni in grado di trasportare correnti di valore 
elevato. 

I vantaggi in fase di lavorazione sono numerosi. Tra i prin¬ 
cipali si possono annoverare: 

• Nessuna criccatura dei percorsi conduttivi provocati 
dal cosiddetto “effetto jet” (in pratica la deformazione 
della scheda) durante il press-bt. 

• Minima formazione di trucioli durante l'operazione 
di press-bt. 

• Basso rischio di delaminazione e dei relativi corti cir¬ 
cuiti a causa dell’umidità intrappolata nella scheda PCB. 

• Elevata affidabilità in presenza di variazioni di tempe¬ 
rature e vibrazione. 

• Migliore affidabilità del processo di impostazione del¬ 
le forze di inserzione e disinserzione. 

• Maggiori tolleranze dei fori abbinata a una riduzione 
dei costi della scheda PCB. 

• Migliore regolazione della forza di disinserzione in 
funzione dell’applicazione considerata. 

• Riduzione complessiva delle sollecitazioni sulla sche¬ 
da PCB. 

Zone press-bt ottimizzate 

I prodotti che rientrano nel programma BLUEcontact 
utilizzano la collaudata tecnologia press-bt di ERNI per 
applicazioni dove sono presenti elevate correnb (centra¬ 
line, sistemi di sicurezza e così via), applicazioni ibride 
e laddove viene convogliata sulla scheda PCB un’eleva¬ 
ta potenza che deve essere trasmessa (schede di poten¬ 
za). La zona press-bt flessibile di ERNI con spessore del 
metallo di 0,8 mm rappresenta la soluzione ideale per il 
settore automobilistico. I PowerElements della gamma 
BLUEcontact con una zona press-bt combinata flessibile 
e rigida sono disponibili nelle versioni con flletti M5, M6, 
M8 e MIO. Essi possono trasmettere correnti Ano a 290A 
per PowerElement (a 20 °C) e operare nell’intervallo di 
temperature compreso tra -40 °C to +135 °C. 

I PowerElements BLUEcontact con una zona press-bt 
esclusivamente rigida sono disponibili in versioni con h- 
letti M3, M4, M5, M6, M8 e MIO. La capacità di trasporto 
di corrente in questo caso è di 10A per pin (da 6 a 36). 
Anche questi elementi operano nell’intervallo di tempe¬ 
ratura compreso tra -40 °C e +135 °C. I PowerElements 
con zona press-bt rigida sono disponibili in differenti ver¬ 
sioni: con bletto maschio e con tutti i pin, con bletto fem¬ 
mina e con tutti i pin, con bletto femmina e due righe di 
pin, con bletto femmina e disposizione circolare dei pin, 
angolati con bletto e tutti i pin, angolato senza bletto e 



Fig. 2 - Le aree dei Power Elements sono disponi¬ 
bili con zone press-fit combinate rigido/flessibili ed 
esclusivamente rigide 


tutti i pin, angolato con bletto e due righe di pin e ango¬ 
lato senza bletto e due righe di pin. 

Oltre a questi PowerElements, ERNI Electronics ha ul¬ 
teriormente ampliato la sua gamma di servizi e di com¬ 
ponenti chiave per le centraline elettroniche dei veicoli 
commerciali. Per applicazioni di questo tipo ERNI Elec¬ 
tronics propone centraline completamente assemblate 
con tutti i componenti necessari - basette per fusibili, zoc¬ 
coli per relè, oltre a connettori per cavi e schede PCB. 



Fig. 3 - Sistemi per centraline elettroniche perso' 
nalizzati con zoccoli per commutatori, relè e fusibi 
li o già completamente assemblati 
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Centraline elettriche 

Oltre a questi elementi di potenza, la società inette a 
disposizione sistemi per centraline elettroniche com¬ 
pletamente assemblati unitamente a tutti i componen¬ 
ti richiesti come ad esempio basette per fusibili, zocco¬ 
li per relè, connettori per cavi e schede PCB. 

Queste unità per le centraline elettroniche e l’alimen- 
tazione stabiliscono nuovi standard in termini di resi¬ 
stenza alle sollecitazioni e alle vibrazioni e assicurano 
connessioni affidabili e compatte dal punto di vista di¬ 
mensionale, abbinati alla possibilità di trasportare cor¬ 
renti di valore elevato. La gamma di prodotti sfrutta 
appieno i vantaggi della tecnologia press-fit flessibile, 
in particolar modo nel segmento dei veicoli commer¬ 
ciali dove, come accennato in precedenza, l'affidabili¬ 
tà della connessione e la possibilità di supportare cor¬ 
renti di valore elevato sono elementi critici. 

Le applicazioni tipiche spaziano dai sistemi ABS alle 
unità di visualizzazione e controllo, dagli alternatori 
agli alimentatori della radio e degli accessori. I moduli 
offerti da ERNI Electronics abbinano bassa dissipazio¬ 
ne a elevata resistenza alle sollecitazioni di natura sia 
termica sia meccanica. 

I sistemi per le centraline elettroniche della serie 
BLUEcontact comprendono attualmente i seguenti 
moduli: modulo standard con 16 zoccoli per fusibi¬ 
li ATO; modulo standard con 11 zoccoli per fusibili 
ATO, uno zoccolo per fusibile e uno per relè miniatu¬ 
rizzati, un modulo standard con 9 zoccoli per fusibili 
ATO e due zoccoli per relè miniaturizzati, oltre a un 
modulo standard con due zoccoli per fusibili e due 
zoccoli per relè maxi. 

Tutti i moduli possono operare nelLintervallo di tem¬ 
perature compreso tra -40 °C e + 85 °C. 
L’alimentazione è fornita attraverso gli zoccoli dell’e¬ 
lemento di potenza in grado di supportare correnti 
fino a 100A. Gli zoccoli per fusibili sono stati proget¬ 
tati per ospitare fusibili standard di tipo ATO. I mo¬ 
duli sono adatti all’uso in applicazioni che prevedono 
tensioni di 12 e 24V. In opzione i moduli possono es¬ 
sere forniti già equipaggiati (con relè, fusibili e/o in¬ 
terruttori miniaturizzati, diodi di tipo free-wheel). Le 
dimensioni dei moduli sono pari a 102x60x36,8 mm 
(44,6 mm). 

Oltre ai sistemi per le centraline elettroniche ERNI 
Electronics offre a corredo una gamma completa di 
servizi che spaziano dalla consulenza nella scelta dei 
connettori di interfaccia ai suggerimenti per il cor¬ 
retto posizionamento, dall’integrazione tridimensio¬ 
nale della centralina nel veicolo alla connessione dei 
rimanenti connettori di cablaggio, dalla fornitura di 
campioni non funzionanti (dummy) alla produzione 
in serie dei sistemi per la centralina elettronica. 



FIERA MILANO 
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Batterie Litio-Polimeri 

La divisione del gruppo Swatch dedicata alle batterie, Renata Batteries , ha presentato tre nuove 
batterie. La tecnologia utilizzata è quello Litio-Polimeri e i modelli hanno una tensione di uscita 
di 3,7V. Il modello più leggero è siglato ICP341018PA e misura 10.2-x3.7-mm per un peso di 
1,7 g mentre la capacità tipica è di 35 mAh. La versione ultra sottile, destinata ad applicazioni 

low mounted profile, è siglata ICP303450PA 
e misura 52x 34.5x 3.5-mm e ha un capacità 
di 500 mAh. 

Il terzo modello, siglato ICP606168PRT, mi¬ 
sura invece 71 .x62x6.7-mm è destinato, in¬ 
vece, ad applicazioni dove necessita una ele¬ 
vata capacità ed è in grado di erogare 2700 
mAh. Tutti i modelli hanno un ciclo di vita di 
circa 500 cicli di ricarica e un circuito interno 
per prevenire overcharging e scaricamento 
eccessivo. 



La topologia Solus 

CUI ha brevettato una topologia per la pro¬ 
gettazione di convertitori DC-DC isolati e non 
isolati che permette di ottenere una significa¬ 
tiva riduzione per le perdite di commutazione 
e conduzione. 

La topologia Solus combina un convertitore 
SEPIC (single-ended primary-inductor con¬ 
verter) con la tradizionale topologia buck, 
in modo da formare un convertitore SEPIC- 
fed buck. Con questo sistema le perdite di 
switching per l’accensione possono essere 
ridotte del 75%, mentre quelle di spegnimento del 99% rispetto ai tradizionali convertitori buck. 
L’efficienza è ulteriormente aumentata distribuendo l’energia su path multipli, in modo da ridurre 
di circa il 50% le perdite di conduzione. 

I vantaggi di questa topologia sono diversi e vanno da un incremento dell'efficienza all'aumento 
delle power density, alla riduzione delle EMI 

Tra i progetti che integrano questa soluzione ci sono i moduli della famiglia NDM3Z-60 e i con¬ 
vertitori DC-DC della serie NQBS-720N. 


solus' 



Controller con protocollo Pump Express 



Destinato essenzialmente al mercato cinese degli smartphone, ÌW1680 di Dialoq Semiconduc¬ 
tor è un controller single chip rapid charge AC/DC intelligente che permette di ridurre i costi 
rispetto ai caricatori convenzionali. Peculiarità di questo device è il supporto per il protocollo 

Pump Express di Mediatek. Questo protocollo pro¬ 
prietario permette di accelerare la fase di ricarica dei 
device portatili, come smartphone e tablet, di circa il 
45% rispetto alle soluzioni tradizionali. 

L'algoritmo integrato nel ÌW1680 permette di scalare 
dinamicamente la tensione di uscita del caricatore 
in modo da ottimizzarne il livello in ogni momento. 
Questo sistema consente di ridurre i componenti 
necessari, per esempio per un convertitore buck, e 
quindi i costi. 

ÌW1680 supporta adattatori fino a 7,5W e, senza ca¬ 
rico, consuma meno di 30 mW. 


Convertitori DC-DC 
da 150W 


Murata ha annunciato la serie di 
convertitori UEE 150W. Si tratta di 
unità in package formato Eighth 
Brick compatibili DOSA per appli¬ 
cazioni di alimentazione distribuita. 
Le dimensioni sono di 58.4 x 22.9 
x 10.7 mm e i modelli disponibili 
sono tre, con tensioni di uscita ri¬ 
spettivamente di 3,3V, 5V, e 12V. 
L’efficienza tipica è del 92%, men¬ 



tre l’isolamento tra ingresso e usci¬ 
ta è di 2250 VDC. 

Il range di temperatura per l’eroga¬ 
zione di tutta la potenza in uscita 
va da -40 a +85 gradi, mentre per 
le protezioni sono integrate quel¬ 
le per le sottotensioni in ingresso, 
corto circuito e sovracorrente in 
uscita. 

La disponibilità di un controllo 
remoto per accensione e spegni¬ 
mento permette di abilitare una 
sequenza di avvio e di spegnimento 
da altre applicazioni. 


MOSFET per automotive 

Sono basati sulla tecnologia Thun- 
derFET i nuovi MOSFET di po¬ 
tenza a 100V n-channel di Vishav 
Intertechnologv qualificati AEC- 


AEC-GIOÌ Qua Ufi od 100 V MOSFETs 
R D8 {ON] Down to 8.© mO 





Q101. I nuovi componenti sono 
siglati SQJ402EP, SQJ488EP e 
SQD50N10-8m9L e offrono carat¬ 
teristiche come una bassa resisten¬ 
za (quella dell’SQD50N10-8m9L 
è di 8.9 mQ a 10V) e dimensio¬ 
ni compatte del package. I valori 
per la continuous drain currents 
(50A) ne permettono l’impiego in 
applicazioni come quelle per gli 
iniettori, centraline di controllo 
motore e per i sistemi di controllo 
deH’illuminazione. La gamma di 
temperature operative va da -55 °C 
a+175 °C. 
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Convertitore DC/DC 
multifase 

È siglato LP8755 il nuovo converti¬ 
tore multifase step down di Texas 
Instruments . Si tratta di un dispo¬ 
sitivo da 15A che misura 70 mm 2 



(2.9x3.0x 0.4 mm)e quindi rappre¬ 
senta una soluzione molto interes¬ 
sante per sistemi con processori a 
quattro e otto core operanti a bat¬ 
teria, come smartphone e tablet. 
LP8755 supporta tensioni da 2,5 a 
5V e ha un’efficienza del 90%, inte¬ 
gra i FET e dispone di due interfac¬ 
ce I2C per gestire lo scaling dina¬ 
mico della tensione. Il convertitore 
supporta infatti tensioni in uscita 
da 0,6 a 1,67V un modo dinamico 
a step di 10 mV 


Alimentatore rugged 

Sono destinati principalmente ad 
applicazioni industriali heavy-use i 
nuovi alimentatori HHP650 di XP 
Power . Si tratta di unità AC-DC da 
650W fan cooled che rispondono 
alle specifiche MIL-STD-810F e 
ANSI/ISA. 

Per l’ingresso, la gamma di ten¬ 
sioni va da 85 a 305V, mentre per 
la tensione di uscita, i sei modelli 
disponibili offrono valori da 12 a 
48V. Una funzione di trim permet¬ 
te però di variare del +/- 10% la 



tensione di uscita rispetto al valore 
nominale. Si può disporre inoltre 
di un’uscita ausiliaria a 5V/0,2A 
costantemente attiva per specifiche 
funzioni. 

L’efficienza tipica è dell’85% e la 
gamma di temperature operative va 
da -40 a +70 gradi C, senza necessità 
di derating fino a 50 gradi. 

Per le protezioni, sono integrate, 
fra l’altro, quelle per le sovraten¬ 
sioni, corto circuito e temperature 
troppo elevate. 



Convertitori DC-DC 

Diodes Incorporateci ha presentato due convertitori 
DC-DC buck sincroni per applicazioni come monitor, 

TV e STB. 

Siglati AP65500 e AP65400 sono in grado di erogare 
una corrente continua rispettivamente di 5A e 4A, con 
un picco di 7A. L'efficienza è superiore al 96% e que¬ 
sti componenti operano a una frequenza di switching 
di 340 kHz. Una ulteriore peculiarità di questi con¬ 
vertitori è l’utilizzo di un algoritmo per incrementare 
l’efficienza che assicura basse perdite con un’ampia 
gamma di carichi. 

La gamma di tensioni operative va da 4,75V a 18V, e quindi questi componenti suppor¬ 
tano bus di sistema a 5V, 9V e 12V. L’uscita è regolabile da 0,8 a 16V. 

Per i sistemi di protezione integrati, i nuovi convertitori di Diodes dispongono, fra l’altro, 
di quelli per limitare la corrente e le sovratensioni di uscita e quello per lo shutdown ter¬ 
mico. I convertitori dispongono, inoltre, della funzione di soft-start. 


Driver per backlight 

Intearated Silicon Solution. Ine. (ISSI) ha presentato le sue soluzioni per applicazioni di 
backlighting per gli LCD nel settore automotive. Si tratta di due driver, IS32BL3552 e 
IS32BL3554 che sono utilizzabili per gli LCD dei sistemi di infotainment e per il cruscotto, 
ma che possono trovare applicazioni anche in altri settori come per esempio quello dei 
display industriali, TV e monitor. Questi driver integrano, fra l’altro, un controller switching 
_ DC-DC con uscita a 60V che può 


IS32BL3552 & IS32BL3554 
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pilotare stringhe multiple di LED. 
IS32BL3552 supporta due strin¬ 
ghe parallele con 360 mA ciascu¬ 
na, mentre l’altro driver supporta 
fino a quattro stringhe da 180 mA 
ciascuna. 

Il convertitore boost dei driver può 
essere modulato in modalità PWM 
con frequenze nella gamma da 20 
Hz a 20 kHz in modo da offrire un 
elevato rapporto di contrasto. 


AFE per smart meter 

Microchip ha annunciato la sua nuova generazione di AFE (Analog Front End) di pre¬ 
cisione per applicazioni di misurazione dell’energia, come per esempio smart meter 
trifase. MCP3913 e MCP3914 integrano rispettivamente sei e otto convertitori ADC sig¬ 
ma-delta a 24 bit caratterizzati da una 

THD di 106.5 dB, SFDR di 112 dB e 6 & 8-Channel 

sinad di 94,5 dB, che permettono di Energy Measurement AFEs, 

ottenere una elevata precisione nelle 
misurazioni. Nell’MCP3914 sono pre¬ 
senti anche SDC aggiuntivi che per¬ 
mettono il monitoraggio di più sensori 
con un solo chip riducendo i costi. 

Microchip ha annunciato anche 
due nuovi tool utilizzabili con que¬ 
sti AFE: MCP3913 Evaluation Bo¬ 
ard MCP3913 ed Evaluation Board 
MCP3914. 
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